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Wunschlos glücklich?
Die SPS IPC Drives ist eine anwenderori-
entierte Messe mit dem Schwerpunkt Au-
tomatisierung. Unter den Besuchern sind
natürlich deutlich weniger Bildverarbei-
tungsexperten anzutreffen, als bei einer
VISION. Dies hat Auswirkungen auf die
Bildverarbeitungsprodukte, die in Nürn-
berg zu sehen sind. Vor allem Vision-Sen-
soren sind dort auf den Messeständen zu
finden. Deren Fähigkeiten und Bedienkon-
zepte haben sich in den letzten Jahren
deutlich an das Wissen und die Anforde-
rungen der dortigen Automatisierungsan-
wender angepasst. Die Frage ist, ob das
mittlerweile ausreicht um die angepeilte
Zielgruppe auch wirklich glücklich zu ma-
chen? Daher findet eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema ´Lösen Vision Sensoren
wirklich alle Probleme der Bildverarbei-
tung?´ am Mittwoch, den 23. November
auf dem VDMA-Forum (Halle 3, Stand
668) der SPS IPC Drives statt. Dort wird
ab 14:00 Uhr mit Vertretern von Baumer,
IFM, MVTec, Sick und Stemmer Imaging
über die Potentiale und Grenzen von Vi-
sion-Sensoren diskutiert. Es würde mich
freuen, auch Sie dort begrüßen zu dürfen. 

Leider haben wir diese inVISION Ausgabe
bereits vor dem Beginn der VISION in
Druck gegeben, damit das Heft rechtzeitig
zur SPS IPC Drives erscheint. Damit Sie
nicht bis ins neue Jahr warten müssen, um
zu erfahren, welche Neuheiten es in Stutt-
gart zu sehen gab, erscheint zusammen mit
dem inVISION Newsletter am 30. Novem-
ber eine inVISION-Sonderausgabe als ePa-
per, in dem alle Fakten, News und Produkte
der VISION Messe zusammengefasst sind.
Das PDF des ePapers finden Sie ab Ende
November zum kostenlosen Download
unter www.invision-news.de/downloadbe-
reich (Rubrik ´Fachzeitschriften´). 

Da dies die letzte inVISION Ausgabe für
dieses Jahr ist, wünschen wir Ihnen bereits
jetzt von dieser Stelle aus frohe Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Dr.-Ing. Peter Ebert
Chefredakteur inVISION
pebert@invision-news.de

Nachdem mit der VISION das Bild-
verarbeitungshighlight des Jahres
vorbei ist, steht mit der SPS IPC
Drives (22. bis 24.11., Nürnberg)
bereits die nächste Messe vor der
Tür. Interessant ist, was es dort zum
Thema Bildverarbeitung & Automa-
tisierung zu sehen geben wird?

�  Leistungsstarke Plattform
     Intel Celeron Dual-Core CPU
     2 GB RAM, 32 GB eMMC Speicher

�  Schnelle CMOS Sensoren
     Onsemi Python mono und color
     VGA bis 5 Megapixel

�  Flexible Anschlüsse
     GigE, RS-232, USB 2.0, VGA
     8x Realtime I/Os mit
     Support Rotary Encoder

�  Autofocus und LED Controller
     Varioptic Caspian Autofocus-Linse 
     LED-Intensität Beleuchtungsregelung 

�  Kompakt und robust
     staub- und wasserdicht IP67
     75 x 75 x 54 mm Gehäuse

�  OEM und Systemintegration
     Windows Embedded Standard 7, 64 Bit
     Matrox Fedora Remix Linux, 64 Bit
     
     oder interaktive Entwicklung mit
     Matrox Design Assistant

RAUSCHER
Telefon 0 8142/4 48 41-0 · Fax 0 8142/4 48 41-90
eMail info @ rauscher.de · www.rauscher.de
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Smartkameras
  klein & schnell
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Neuer Geschäftsführer bei Kappa Optronics
Christian Stickl (rechts) ist seit Anfang Oktober neuer Geschäftsführer der Kappa Op-
tronics und folgt Jürgen Haese, der zum 31.12.2016 nach 32 Jahren ausscheidet und
in den Beirat wechselt. Stickl (56) verfügt über Führungserfahrung in internationalen
Unternehmen wie Sick, Fluke, Danaher und Testo.

www.kappa.de
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Neue weltweite Vertriebsleitung bei MVTec
Torsten Wiesinger verantwortet seit dem 1. September als Sales Director die weltweiten Ver-
triebsaktivitäten der MVTec Software. Er verfügt über langjährige, internationale Vertriebserfahrung
und war zuletzt kaufmännischer Geschäftsführer von IDS Imaging.

www.mvtec.de

Fraunhofer Leitfaden Oberflächenprüfung

Die Fraunhofer-Allianz Vision hat den 16. Band ihrer Leitfaden-Reihe herausgegeben. Der �Leitfaden zur In-
spektion und Charakterisierung von Oberflächen mit Bildverarbeitung� kann beim Büro der Fraunhofer-Allianz
Vision oder im Buchhandel erworben werden. Die 116 Seiten starke Publikation gibt einen Überblick über die
Möglichkeiten der Oberflächenprüfung und -charakterisierung im industriellen Einsatz.
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Podiumsdiskussion ´Vision Sensoren´
Am Mittwoch, den 23.11. findet auf dem VDMA Forum (Halle 3 – Stand 668) auf der SPS IPC Drives in Nürn-
berg ab 14:00 Uhr die Podiumsdiskussion �´Lösen Vision Sensoren wirklich alle Probleme der Bildverarbei-
tung?` statt. Dabei soll diskutiert werden, was heutige Vision Sensoren in der Lage sind zu leisten (und was
nicht). Als Teilnehmer zugesagt haben die Firmen Baumer, ifm, MVTec, Sick und Stemmer Imaging.

www.sps-messe.de
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Cognex auf 3D-Vision-Einkaufstour
Gleich zwei Firmen aus dem 3D-Bereich hat Cognex in den letzten Monaten ge-
kauft. Zum einen die deutsche Firma EnShape aus Jena, deren 3D-Sensor ein sehr
schnelles Bin-Picking ermöglicht. Bereits Ende August erfolgte die Akquise der spa-
nischen AQSense, Spezialist im Bereich 3D-Vision-Software.

www.cognex.com
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WEITERE EINZELHEITEN ZU GENIE NANO
SOWIE DOWNLOADS FINDEN SIE UNTER:
www.teledynedalsa.com/genie-nano

Die Genie Nano-Serie umfasst eine einzigartige Reihe von 

Sensorgrößen und Bildqualitäten. Von VGA bis 9, 12 ,16 

und neu sogar 25 Megapixel. Tre�en Sie ihre Wahl aus 

über 40 möglichen Modellkombinationen für 

Anwendungen in Farbe und Schwarz-Weiß.

» Besuchen Sie uns auf der Vision! 8.–10. Nov.,
   Stuttgart, Halle 1, Stand E-62

4K HD
4096 x 2160

VGA
640 x 480

HD
1920 x 1080

25M
5120 x 5120
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Chemical Imaging zum Preis einer High-End-RGB-Kamera
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Hyperspectral Imaging auf dem Sprung in die IBV

Snapshot Spectral Imaging

Hyperspektrale, bildgebende Sensorik
verspricht die chemischen Unterschiede
einer Probe ortsaufgelöst zu detektie-
ren. Anders als bei gewöhnlicher RGB-
Sensorik werden nicht nur reine Hellig-
keitsinformationen/Pixel detektiert, son-
dern ein vollständiges Spektrum/Pixel
aufgenommen. Ist die Signatur ver-
schiedener chemischer Komponenten
der Probe bekannt und im Spektralbe-
reich signifikant, können sogar absolute
Konzentrationen der chemischen Sub-
stanzen in jedem Bildpunkt detektiert
werden. Die Gründe, dass dieser Tech-

nologie der Durchbruch in der indus-
triellen Bildverarbeitung noch bevor-
steht, sind hauptsächlich bei der fehlen-
den Standardkonformität, der fehlenden
Industrietauglichkeit und nicht zuletzt
dem hohen Preis zu suchen. Alle diese
Hürden sind nun überwunden. Spek-
trale Sensorik besitzt eine hohe Sensiti-
vität auf Qualität und Veränderungen in
Lebensmitteln und Agrarprodukten. Bis-
her haben daher Entwicklungen vorwie-
gend im Agrarumfeld stattgefunden.
Dort wird einfache Spektralsensorik be-
reits seit ca. zehn Jahren eingesetzt.

Die Cubert GmbH startete 2012 als
erste Firma weltweit den Vertrieb eines
neuartigen vollflächigen HSI-Sensors für
mobile und drohnengestützte Applika-
tionen. Neben den Hyperspektrallösun-
gen der Firefleye-Serie kommen nun
auch in Zusammenarbeit mit VRmagic
Imaging intelligente, hochintegrierte
Sensoren auf Einzelchipbasis auf den
Markt. Die Produkte der neuen Butter-
fleye-Serie basieren auf der intelligenten
Kameraplattform D3 von VRmagic Ima-
ging und sind vollständig autark. In dem
kleinen Formfaktor der Kamera (Ge-

Jahrelang fristete Hyperspectral Imaging (HSI) ein Schattendasein in der industriellen Bildverarbeitung. Zu teuer,
zu umständlich und nicht industrietauglich, so lauteten die Vorurteile. Durch die Zusammenarbeit zweier Firmen
konnten diese Hürden nun überwunden werden. Die Preise sind deutlich gesenkt, die Software in den Sensor in-
tegriert und die Technologie in einem industrietauglichen Gehäuse verpackt. Die vollflächigen Sensoren unter-
scheiden sich damit bei Ihrer Integration nicht länger von 2D-RGB-Sensoren.

Bilder: Cubert GmbH

Bild 1 | Die hyperspektralen Kameras der Firefleye, Butter-
fleye und Butterfleye X2 Serie (v.o.n.u.) kamen bisher 

vorwiegend bei der Agrartechnik zum Einsatz. 
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wicht 370g) findet basierend auf dem
ARM bzw. DSP der D3 bereits eine
chemische Echtzeit-Analyse der Spek-
tralbänder statt. Die Software Cubert
Utils ermöglicht dabei die Echtzeitver-
rechnung und Kalibration der Spektral-
signale der IMEC-Sensoren und be-
rücksichtigt auch radiometrische Ein-
flüsse wie einfallendes Sonnenlicht. Die
Kamera verknüpft Daten von weiteren
Sensoren, wie GPS, Lageinformation
oder Temperatur mit den Messungen.
Diese werden per TCP/IP kabellos zur
Bodenstation übertragen oder on-
Board auf SSD/SD-Karte gespeichert.
Mit einer photogrammetrischen Map-
ping Lösung von Vito ist die nahtlose
Erstellung von GPS verorteten Ergeb-
niskarten möglich, aus denen ortsab-
hängige Dünge- und Pflanzenschutz-
maßnahmen hervorgehen. Zusammen
mit Robert Bosch und weiteren Part-

nern werden aktuell autonome End-to-
End-Lösungen für den landwirtschaftli-
chen Einsatz erforscht. Die Messung ist
dabei integraler Bestandteil des Pflan-
zenschutzes oder Düngemitteleinsatzes
und muss nicht mehr singulär durchge-
führt werden, sondern steuert den
Spritzmitteleinsatz direkt. 

Der Weg in die industrielle 
Bildverarbeitung

Cubert ist Marktführer für vollflächig
spektral messende Kameralösungen.
VRmagic Imaging bietet ausgereifte in-
dustrielle Plattformen für Multisensor-
Applikationen und intelligente Kamera-
systeme. Durch die Zusammenarbeit
sind nun Produkte möglich, die den An-
forderungen an spektrale Sensorik ge-
recht werden und gleichzeitig industrie-
tauglich sind. Neben der Feldanwen-

dung sind die Systeme insbesondere
für die Wareneingangskontrolle von Le-
bensmitteln und Agrargütern prädesti-
niert. Die HSI-Sensorik schließt sich
auch im Preis mittlerweile nahtlos an
das oberste Preissegment industrieller
RGB-Sensorik an und ist – bis auf die
hohe Anzahl spektraler Filter und der
Genauigkeit chemischer und strukturel-
ler Aussagen – in der Anwendung iden-
tisch zu CCD- oder CMOS-Industrie-
sensoren. Dabei übernimmt die auf der
Kameraplattform integrierte Spectral
Imaging Software von Cubert direkt die
Übersetzung der spektralen Daten in
konzentrationsabhängige Grauwerte
oder klassifikationsabhängige Falsch-
farbdaten. Die Weiterverarbeitung kann
danach in einer Bildverarbeitungssoft-
ware wie Halcon oder OpenCV stattfin-
den. Die gesamte spektrale Messtech-
nik ist in einem IP65/67 zertifizierten
Aluminiumgehäuse mit 24V-Spannung,
M12 versiegelten Steckern und opto-
isolierten I/Os sowie einer Vielzahl in-
dustrieller Schnittstellen integriert. Die
intelligente Plattform ermöglicht die Ver-
rechnung der Daten direkt auf dem
ARM8 bzw. DSP. In Zukunft werden
durch Integration der nun vorgestellten
RIC10-Plattform von VRmagic mit ihrer
10GigE-Anbindung auch Hochge-
schwindigkeits-Spektralanalysen mit
Datenraten bis zu 340 vollflächigen hy-
perspektralen Datenwürfeln möglich
sein. Die Produktpalette für industrielle
Anwendungen wird in den nächsten
Jahren weiter ausgebaut.                  �

www.cubert-gmbh.com

Chemical Imaging zum Preis einer High-End-RGB-Kamera
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Tabelle 1 | Überblick über die spektralen bildgebenden Produkte der Butterfleye und Firefeye-Kamera-Serie
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Autor | Dr.rer.nat. René Michels, CEO,
Cubert GmbH 

Bild 2 | Die Kameras der Butterfleye-Serie, wie z.B.
die Q137, basieren auf der intelligenten Kamera-

plattform D3 von VRmagic Imaging. 
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Vollflächige bildgebende Spektroskopie für die Industrie
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Löst Hyperspectral Imaging 
demnächst RGB-Kameras ab?

Gemeinsame 
Stärken

HSI-Systeme gibt es be-
reits lange. Warum ist erst jetzt der
Zeitpunkt gekommen, dass sie auch
in der Industrie zum Einsatz kom-
men?
R. Michels: Im Bereich der Müllsortierung
werden HSI-Systeme bereits seit Jahren
eingesetzt. Allerdings handelt es sich
dabei um Zeilenscanner, die sich aus-
schließlich für Fließbandapplikationen eig-
nen. Der Technologiefortschritt der letz-
ten Jahre ermöglicht nun auch vollflächig
bildgebende Spektrometer. Diese haben

das Potential in vielen Bereichen einfache
RGB-Sensorik durch chemisch-sensitive
Spektralsensorik zu ersetzen und errei-
chen inzwischen auch ein ähnliches
Preisniveau. Cubert ist die erste Firma
weltweit, die sich vollkommen auf den
Bereich der vollflächigen, abbildenden
Spektralsensorik verschrieben hat.

Mit den neuen Produkten
visieren Sie gezielt den industriellen

Bereich an. Wo liegen die Unter-
schiede zu Ihren bisherigen Aktivitä-
ten? 
Michels: Unser althergebrachtes Kernge-
schäft liegt im Bereich der hyperspektra-
len Messkartenerstellung für Agrarappli-
kationen. Hier sind möglichst leichtge-
wichtige und autonome Systeme gefragt.
Im industriellen Umfeld erhält die Stan-
dardisierung der Schnittstellen, die Ro-
bustheit und Zuverlässigkeit der Techno-
logie und die Integration in Industrielle
Bildverarbeitungsapplikationen einen

deutlich höheren Fokus. Durch die Inte-
gration unserer Software in eine industrie-
taugliche, intelligente Kameraplattform
bieten wir nun die Vorteile der spektralen
Bildgebung in Standard-Bildverarbei-
tungsprozessen. 

Wie kam es zu der Zu-
sammenarbeit mit VRmagic?
Michels: Interessanterweise erfolgte der
Erstkontakt durch einen Bericht über uns

in der inVISION. Nach einem Telefonat
mit VRmagic wurde die Zusammenarbeit
sehr schnell sehr konkret. VRmagic
suchte zu dem Zeitpunkt nach einem
Partner für die spektrale Bildgebung und
wir waren begeistert von dem Fokus der
Firma auf Multisensorlösungen und intel-
ligente Kameratechnologien sowie die
hohe Professionalität im industriellen Um-
feld. Darüber hinaus verbindet uns die
Überzeugung, dass Spektroskopie mehr
bedeutet, als einen Sensor in ein Be-
standsgehäuse zu löten und dass indus-

trielle Plattformen mehr bieten müssen,
als nur ein wasserdichtes Aluminiumge-
häuse. Durch das Zusammenführen der
gemeinsamen Stärken kann Cubert aktu-
ell die modernste Produktpalette im Be-
reich der vollflächigen, industriellen, bild-
gebenden Spektroskopie anbieten. �

www.cubert-gmbh.de

Der Siegeszug der Hyperspectral Imaging Systeme (HSI) hat begonnen. Immer mehr Firmen gehen mit industrie-
tauglichen Produkten auf den Markt. Wir haben mit Dr. René Michels, CEO der Cubert GmbH, über die Anforde-
rungen an vollflächig bildgebenden Spektroskopiesysteme für die Industrie gesprochen.

„Ich bin überzeugt, der Nachfolger der RGB-Kamera 
wird spektral und chemisch-sensitiv sein.“

René Michels, Cubert GmbH
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06. – 08. November 2018
Messe Stuttgart
www.vision-messe.de

Industrielle Bildverarbeitung: die Schlüsseltechnologie für auto-
matisierte Produktion. Erleben Sie, wie Roboter � exibel auf 
ihre Umwelt reagieren. Treffen Sie Visionäre und Innovatoren 
der Branche, diskutieren Sie Topthemen wie Embedded Vision 
und erfahren Sie, welchen Weg die nicht-industrielle Bildver-
arbeitung beschreitet. Auf der VISION, der Weltleitmesse für 
Bildverarbeitung.

   1 2    11:28
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VDMA IBV Expertenrunde - Teil 3: Vision-Software
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Die Rolle der Software für den zukünftigen Erfolg der IBV

Software als zentrales Element

Welche Rolle spielt das
Thema Software für den zukünftigen
Erfolg der Bildverarbeitung?
Dr. Olaf Munkelt: Für die industrielle
Bildverarbeitung sind natürlich beide
Komponenten wichtig, Hardware und
Software. Erstere, also Bildeinzugsge-
räte wie Kameras oder Sensoren, liefern
den Input. Die Software interpretiert, bil-
det die Schaltzentrale der Vision-Pro-
zesse. Hier werden die Informationen
verarbeitet und für die folgenden
Schritte bereitgestellt. Die Robustheit
einer Technologie in diesem Bereich ent-
scheidet darüber, wie schnell und effi-
zient beispielsweise verschiedenste Ob-
jekte oder Zeichen erkannt werden oder
wie verlässlich sich die Position von Ge-
genständen bestimmen lässt. So ist die
BV-Software ein zentrales Element für
flexible und agile Produktionsabläufe.

Diese gewinnen im Rahmen von Indus-
trie 4.0-Szenarien zunehmend an Be-
deutung: Kompakte, flexible Roboter
einer neuen Generation müssen schnell
und einfach für verschiedenste Aufga-
ben eingerichtet und kalibriert werden.

Kleinste Losgrößen müssen passgenau
bereitgestellt werden. Eine Vision-Soft-
ware sollte diese Prozesse optimal un-
terstützen und die einfache Erstellung
sowie schnelle Anpassung entsprechen-
der Applikationen ermöglichen, damit
das volle Potenzial dieser Entwicklung
auch ausgeschöpft werden kann.

Kann eine IBV-Software
genauso einfach zu bedienen sein
wie ein Smartphone?
Dr. Munkelt: Das ist das Ziel. Bislang
war die Technologie vielfach nur abso-
luten Vision-Spezialisten vorbehalten.
Selbst die Erstellung von einfachen An-
wendungen erforderte fundierte Pro-
grammierkenntnisse. Professionelle Ent-
wickler mussten komplexe Programme
mit umfassenden Quellcodes schreiben,
was mit hohem Aufwand und entspre-

chenden Kosten verbunden war. Un-
sere Software Merlic vereinfacht diesen
Prozess. Dank einer bildzentrierten Be-
nutzeroberfläche lassen sich Machine-
Vision-Applikationen ohne Experten-
Know-how erstellen. Dabei steht eine
große Bandbreite an professionellen

Funktionen und Werkzeugen in Form
eines �’What you see is what you get’�-
Editors zur Verfügung. So reicht die Be-
dienbarkeit fast an die Einfachheit eines
Smartphones heran. Dies erweitert na-
türlich die Adressatengruppe für die
Bildverarbeitung und macht sie auch für
Personen ohne entsprechend tiefgrei-
fende Programmierkenntnisse zugäng-
lich, z.B. Ingenieure in der Produktions-
planung und Fertigungsvorbereitung.

Was sind die Herausfor-
derungen, um das nächste Entwick-
lungslevel für Vision-Software zu er-
reichen?
Dr. Munkelt: Eine große Herausforde-
rung ist das stärkere Zusammenwach-
sen von IBV und SPS. Harmonieren
beide Technologien, wirkt sich dies po-
sitiv auf die durchgängige Automatisie-

rung von industriellen Produktionspro-
zessen aus. Die Integration beider Ver-
fahren steht jedoch erst am Anfang.
SPS- und IBV-Anbieter sprechen noch
unterschiedliche Sprachen und der Da-
tenaustausch funktioniert nicht optimal.
Auf der IBV-Seite muss häufig noch

Die VDMA IBV Expertenrunde beschäftigt sich dieses Mal mit dem Thema Software. Somit ergab sich praktisch
von alleine der Gesprächspartner zu diesem Thema für die inVISION. Dieser ist Dr. Olaf Munkelt, Geschäftsführer
der MVTec Software GmbH, die mit Halcon eine der Standardsoftware-Lösungen für die Bildverarbeitung haben.

„Es wird sich zeigen, 
ob sich Deep-Learning-Technologien 

bei einer kritischen Masse von 
IBV-Anwendungen durchsetzen werden.“ 

Dr. Olaf Munkelt, MVTec Software
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VDMA IBV Expertenrunde - Teil 3: Vision-Software

eine Vielzahl von proprietären Schnittstel-
len gepflegt werden. Wir arbeiten jedoch
intensiv daran, dass beide Disziplinen
mehr und mehr zusammenwachsen.
Dabei gewinnt die Etablierung einschlägi-
ger Standards wie etwa OPC UA zuneh-
mend an Bedeutung. Generell ergeben
sich durch die Standardisierung noch wei-
tere Chancen. 

Derzeit wird viel über das
Thema ‚ Embedded Vision‘ gespro-
chen. Kann Embedded Vision dazu
beitragen, dass Vision-Software �
besser‘ wird?
Dr. Munkelt: Sie wird vielleicht nicht bes-
ser, aber die möglichen Einsatzszenarien
der IBV nehmen durch Embedded-Tech-
nologien deutlich zu. Finden Standard-
IBV-Systeme vor allem in stationären PC-
oder Server-Umgebungen Verwendung,
laufen Embedded-Lösungen auf unter-

schiedlicher Hardware, wie etwa in intelli-
genten Kameras, Vision-Sensoren, Tab-
lets oder Handhelds. Da mobile Geräte
zunehmend auch im industriellen Umfeld
verbreitet sind, gewinnen Embedded-Vi-
sion-Systeme an Wichtigkeit. Dabei ist
eine der größten Herausforderungen die
Vielzahl unterschiedlicher Embedded-
Plattformen, wie z.B. Raspberry Pi oder
die ARM-Architektur. Letztere überzeugt
durch kompakte Ausmaße, eine hohe Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit und niedrige
Stromaufnahme. Daher findet unsere Bild-
verarbeitungs-Software Halcon verstärkt
in Embedded-Systemen auf Basis der
ARM-Architektur Verwendung. Zudem
verringert sich der Abstand hinsichtlich
Speicherplatz und Rechenleistung im Ver-
gleich zu PC-Standardsystemen durch die

Weiterentwicklung der Embedded-Hard-
ware zunehmend. MVTec etwa macht mit
�’Halcon Embedded auf Android’� seine
Software auch auf Android-basierten trag-
baren Devices wie Tablets, Phablets und
Smartphones verfügbar.

Welche Trends sehen Sie
derzeit im Bereich Software für die
Bildverarbeitung?
Dr. Munkelt: Zu den wichtigsten Trends
zählen die bereits erwähnte Benutzer-
freundlichkeit und die zunehmende Ver-
breitung von Embedded Vision. Von gro-
ßer Bedeutung ist zudem, dass Vision-
Software mit der rasanten Entwicklung
und den Herausforderungen von Industrie
4.0 und der Digitalisierung der Produkti-
onsprozesse Schritt hält. Dabei wird die
Bildverarbeitung eine technologiegetrie-
bene Industriebranche bleiben und weiter-
hin die Anforderungen der Kunden sowohl

im Produktionssektor als auch in anderen
Branchen adressieren. Auch im Rahmen
von neuen Technologien und Trends wie
etwa dem 3D-Druck ist Machine Vision
gefordert, die Qualität der gedruckten Teile
zu sichern. Ob dies zu vollintegrierten Vi-
sion-Systemen mit lokalen Rechner-Res-
sourcen oder zu einer Super-Cloud führt,
die alle Bilddaten verarbeitet und daraus
lernt, bleibt abzuwarten. Ebenso wird sich
zeigen, ob sich Deep-Learning-Technolo-
gien bei einer kritischen Masse von IBV-
Anwendungen durchsetzen werden. �

www.mvtec.com

Teil 4 der VDMA IBV Expertenrunde be-
schäftigt sich mit dem Thema ´Kameras´.

„Eine große Herausforderung 
ist das stärkere Zusammenwachsen    

von IBV und SPS.“ 
Dr. Olaf Munkelt, MVTec Software
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NEON-1020/1040
x86 Quad-Core
Smart Camera

EOS-1300
4CH PoE Compact  
Machine Vision System

ADLINK Technology GmbH

Tel: +49 621 43214-0
Germany@adlinktech.com
www.adlinktech.com

MXC-6400
Expandable Fanless
Embedded Computer

MVP-6000

Value Series Fanless
Embedded Computer

PCIe-GIE72/74

2/4-CH PCIe GigE Vision
PoE+ Frame Grabber

Besuchen Sie uns in Halle 8, Stand 518
November 22- 24
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EMVA veranstaltet 2017 die Embedded Vision Europe 

14

Erste Embedded Vision Europe Conference 2017 

Intelligente Systeme

Ob im Automobil, in fahrerlosen Trans-
portsystemen, Drohnen, der Medizin-
technik, Automatisierung, Sport, Marke-
ting oder Entertainment – Embedded Vi-
sion Systeme sorgen dafür, dass Aufga-
ben automatisiert, autark, schnell und
intelligent bearbeitet werden. Um die
durchschlagende Technik dieser Sys-
teme – Hardware und Software – aufzu-
zeigen, die Applikationen und Märkte für
Embedded Vision zu präsentieren und
eine Plattform zum Informationstausch
zu schaffen, wird dieser Technologie mit
der ‘Embedded VISION Europe’ im
kommenden Jahr erstmals eine eigene
Konferenz gewidmet. Die englischspra-
chige Fachkonferenz vom 12. bis 13.
Oktober 2017 im Internationalen Con-
gresscenter Stuttgart (ICS) wird organi-
siert vom europäischen Bildverarbei-
tungsverband EMVA in Kooperation mit
der Landesmesse Stuttgart (VISION).
Die Fachzeitschriften inVISION und Em-

bedded Design agieren als Medienpart-
ner der Veranstaltung. Im Programmko-
mitee des Veranstalters ist auch die
amerikanische Embedded Vision Alli-
ance vertreten. Zielgruppe der Konfe-
renz sind Entwickler und Anwender von
Embedded (Vision) Systemen aus allen
Branchen. Begleitet wird der Kongress
von einer Fachausstellung, bei der die
beteiligten Firmen den Tagungsteilneh-
mern ihre Embedded Vision Kompetenz
anhand von Produkten und Applikatio-
nen zeigen können.

Rückblick 2016

Erlaubt sei abschließend ein Rückblick
auf das zu Ende gehende Jahr. Die euro-
päischen Bildverarbeitungsanbieter kön-
nen mehrheitlich sehr zufrieden sein mit
2016. Das haben die vielen Gespräche
auf den unterschiedlichsten Veranstaltun-
gen gezeigt. Mehr als jemals zuvor war

die EMVA dabei auf Messen und Konfe-
renzen aktiv im Dienst der europäischen
Bildverarbeitung präsent. Neu in diesem
Jahr hinzugekommen sind unter ande-
rem das Forum der Control Vision Talks
auf der Messe Control und das European
Machine Vision Forum zur Vernetzung
von Industrie und Forschung. Diese
Events werden zusammen mit bewährten
Formaten wie der Business Conference
2017 in Prag (22. bis 24. Juni 2017) und
der Parma Vision Night im kommenden
Jahr fortgeführt und zusätzlich durch die
Embedded Vision Europe ergänzt. So
spiegelt das Veranstaltungsportfolio des
EMVA auch die heterogene Struktur der
Bildverarbeitungsbranche wider. �

www.emva.org

Die Embedded Vision Europe vom 12. bis 13. Oktober 2017 in Stuttgart
wird organisiert vom europäischen Bildverarbeitungsverband EMVA in Ko-
operation mit  der Landesmesse Stuttgart (VISION).
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Wie sehr das Thema Embedded Vision die Branche beschäftigt, hat gerade die VISION in Stuttgart eindrucksvoll ge-
zeigt. Eine Vielzahl von Branchen befasst sich immer intensiver mit den Möglichkeiten dieser intelligenten Systeme. 

Autor | Thomas Lübkemeier, 
Geschäftsführer EMVA
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Direkt zur Marktübersicht auf 
www.i-need.de/134

Lumenera Corporation Canada

Ottawa

089/ 1200 3664

www.lumenera.com

Lt 225

ITS, High Speed Inspection, Motion control,

Automatic License / Number Plate Recognition

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung, 

Vollständigkeitsprüfung, Oberflächeninspektion

CMOS-Sensor

�

�

-
�

-
2048 x 1088

NRI Version available

170 FPS @ Full resolution

2 / 2

/ 

JAI A/S

Valby

0045/ 4457 8888

www.jai.com

GO-5000 - 5MP area scan camera

Sondermaschinenbau, Automobilindustrie, Maschinenbau,

Elektro, Pharma, Lebensmittel, Chemie

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, Robotik

Oberflächeninspektion, Messtechnik, 

Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

�

�

�

/ 

/ 

Matrix Vision GmbH

Oppenweiler

07191/ 9432-0

www.matrix-vision.de

mvBlueFOX3-2 (USB 3.0)

alle

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Sicherheitstechnik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Position

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

bis 1936 x 1216

�

2 / 4

/ 

MaxxVision GmbH

Stuttgart

0711/ 997996-45

www.maxxvision.com

12 MP USB3-Vision-Kamera DU1207MG

Maschinenbau, Automobilindustrie, Elektro, Pharma

Qualitätssicherung, Produktionsüberwachung, 

Robotik, Verpackung

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

12 MP (4096 x 3000 Pixel)

Sony IMX253

30 fps (8-bit)

Defekt-Pixel-Korrektur

/ 

/ 

NeuroCheck GmbH

Remseck

07146/ 8956-0

www.neurocheck.de

NeuroCheck Kamera

Automobilindustrie, Photovoltaik, Sondermaschinenbau,

Elektro, Kunststoff, Pharma, Lebensmittel

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, 

Qualitätssicherung, Montage, Verpackung, Robot

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Position

CMOS-Sensor

�

�

�

�

�

640 x 480 bis 5120 x 3840 Pixel

�

Binning, Bildstapel

bis 8000

entsprechend der Bildrate

entsprechend der Bildrate

Filterung, Look-Up Tabellen arith. oder

log. Bildoperationen, Shading Korrektur

Auschnittsbearbeitung, Skalierung

bis zu 64 (opto-entkoppelt) / bis zu 64 (opto-entkoppelt)

12 / 8

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

Sensortyp

S/W-Kamera

Farb-Kamera

Zeilen-Kamera

Matrix-Kamera

Progressive Scan-Kamera

Auflösung des Sensors Pixelfläche

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Besonderheiten bei Flächenkameras

Auflösung des Sensors Pixel pro Zeile

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Bildverbesserungen und -vorverarbeitung 

per Hardware-/Software

Datenreduktion

Anzahl und Art der Digitaleingänge / Digitalausgänge

Anzahl der darstellbaren Grauwerte / Farben

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

ABS GmbH

Jena

03641/ 2226-0

www.kameras.abs-jena.de

UK31053

Industrie, Automotive, Medizin, Wissenschaft, 

Logistik, Security, Forschung, Biotech.

Mikroskopie, Messkamera, 

Überwachung, Dokumentation

Positionserken., Messtechnik, Bildverarbeitung, Intelligenter

optischer Sensor; Oberflächeninspektion, Dokumentation

CMOS-Sensor

�

�

-
-
�

1280 x 1024 Pixel (SXGA)

/ 

/ 

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

Sensortyp

S/W-Kamera

Farb-Kamera

Zeilen-Kamera

Matrix-Kamera

Progressive Scan-Kamera

Auflösung des Sensors Pixelfläche

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Besonderheiten bei Flächenkameras

Auflösung des Sensors Pixel pro Zeile

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Bildverbesserungen und -vorverarbeitung 

per Hardware-/Software

Datenreduktion

Anzahl und Art der Digitaleingänge / Digitalausgänge

Anzahl der darstellbaren Grauwerte / Farben

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Alle Einträge basieren auf Angaben der jeweiligen Firmen.
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USB3-Kameras

Die nächste Version USB3.1 mit

dem Typ-C-Anschluss, ermöglicht

dank USB-Power-Delivery den

Transport von bis zu 100W. Mit der

neuen Version soll sich die Ge-

schwindigkeit des Interfaces zudem

auf 10Gbps verdoppeln. Die ersten

Chipsätze, die sich für die Entwick-

lung von USB3.1-Gen-2-Industrie-

kameras eigenen, sind allerdings

erst 2017 verfügbar. (peb) �

Initiiert wurde der USB3-Vision-Standard bereits Ende 2011,
bevor im Januar 2013 die Version 1.0 erschienen ist. Im Rahmen
dieser Übersicht konzentrieren wir uns auf USB3-Kameras.

            

Marktübersicht USB3-Kameras

Baumer GmbH

Friedberg

06031/ 6007-6028

www.baumer.com

Baumer CX-Serie

Automobilindustrie, Maschinenbau, Sondermaschinenbau,

Elektro, Kunststoff, Lebensmittel, Pharma

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Montage, Verpackung, Abfülltechnik, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

VGA bis 12 Millionen Pixel

�

bis 403 Bilder/s

applikationsabhängig

Look-Up Tabellen, RGB Farbrechnung, Gamma

Partial Scan (ROI), Binning

1 Eing. (optoentkop.), 2 GPIO / 1 Ausg. (optoentkop.), 2 GPIO

8 / 10 / 12 Bit / 3x 8 Bit / 3x 10 Bit / 3x 12 Bit

Framos GmbH

Taufkirchen

089/ 710667-0

www.maxxvision.com

BuXXX Serie

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

2048 x 1088 oder 2048 x 2048

90fps und 170fps

2 IOs / USB 3.0, 2 IOs

/ 

Hitachi Kokusai Electric Europe GmbH

Neu-Isenburg

06102/ 6992-42

www.hitachi-keu.com

KP-FM500WCL/GV/UB

Automobilindustrie, Pharma, Lebensmittel, 

Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Elektro

Qualitätssicherung, Verpackung, Abfülltechnik, 

Robotik, Produktionsüberwachung

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

-
-
�

�

2/3” CMOS mit 2464 x 2056, Quad. Pixel 3,45µm x 3,45µm

�

bis zu 652 Bilder/s

/ 

/ 

IDS Imaging Development Systems GmbH

Obersulm

07134/ 96196-0

www.ids-imaging.de

USB 3 uEye CP Industriekamera-Serie

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Elektro, Pharma, Kunststoff, Holz

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Verpackung, Abfülltechnik, Montage

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Position

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

12 Sensorauflösungen von 752 x 480 bis 4912 x 3684

�

Autofeatures: Exposure, Gain, Whitebalance. 

Hotpixel-Correction, Color-Processing

AOI, Binning oder Subsampling

1 Eingang, 2 GPIOs/ 1 Ausgang, 2 GPIOs

12 Bit (je nach Modell) / 36 Bit (je nach Modell)

Allied Vision Technologies GmbH

Stadtroda

036428/ 667-230

www.alliedvision.com

Mako

Industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitung

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Montage, Robotik, Qualitätssicherung

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

�

-
-
�

�

VGA-5 Megapixel

�

GigE Vision-Kamera mit PoE, 4 optogekoppelte I/Os

bis zu 309 fps bei VGA Auflösung

Weißabgleich, Debayering, Farbton, 

Sättigung, Gain, Gamma, Look-up Table

AOI (Area of Interest) mit Speed Increase

/ 

/ 

Basler AG

Ahrensburg

04102/ 463-500

www.baslerweb.com

Basler pulse Serie

Medizintechnik, Retail, Intelligent Transport Systems

Mikroskopie, Dermatologie, Opthalmologie, 

Patientenüberwachung, Digital Signage, Sicherheitstechnik

Messtechnik, Identifikation, 

Positionserkennung, Code Reading

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

1,2 bis 5 MP (1280 x 960, 2592 x 1944)

-
Image Pre-Processing, Image Enhancement Algorithms

60 Bilder pro Sekunde

5x5 Debayering, Color-Anti-Aliasing, Denoising, 

Image Adjustments, Sharpness, Anti-Flicker, u.v.m.

AOI-Feature

/ 

12 Bit / RGB 12 Bit

 

   

    

  

     

        

   

   

 

      

     

5MP - M112FM SERIES
TAMRON´S SUPER COMPACT LENS SERIES FOR 1/1.2” IMAGERS 

www.tamron.eu/de/industrial-optics/

HIGH RESOLUTION POWER
Cutting edge optical performance 
resolves 3.45µm pixel pitch imagers like
IMX250/IMX264 

ULTRA-COMPACT BODY
Max Ø29mm of lens barrel 

FULL SERIES
12mm, 16mm and 25mm available now 
4 additional lenses to be announced soon

MADE FOR LARGE IMAGERS
The ultimate solution for IMX174/IMX249
No vignetting with wide angle focals 

Made for 
IMX174

NEW

16mm 12mm 25mm

      

Anzeige

            



Marktübersicht USB3-Kameras

SVS-Vistek GmbH

Seefeld

08152/ 9985-50

www.svs-vistek.com

EXO Serie - USB3, GigE, CameraLink

Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Holz, Pharma,

Lebensmittel, Elektro, Solar, Automobilindustrie

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, Verpackung,

Abfülltechnik, Robotik, Sicherheitstechnik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

VGA – 13 MP; Sony IMX & ON Semi Python

�

uniformes Housing von 0,3 bis 12 MP; umfangr. Featureset

1920 x 1200 (155fps), (...), 2592 x 2048 (65fps), etc.

verlustfrei RAW

4 / 4

4096 / 12 bit

Stemmer Imaging GmbH

Puchheim

089/ 80902-0

www.stemmer-imaging.de

JAI GO

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Elektro

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Verpackung, Montage

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

-
�

�

CMOS-Sensoren mit bis zu 5,1 Megapixel

�

Kameratypabhängig

Kameratypabhängig

Gamma, lookup table, Shading correction, 

Blemish compensation

frei def. ROI, Binning

1 / 2

8-bit, 10-bit und 12-bit / 8-bit, 10-bit und 12-bit

The Imaging Source Europe GmbH

Bremen

0421/ 33591-0

www.theimagingsource.com

USB 3.0 Farb-Industriekamera

Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektro, 

Kunststoff, Lebensmittel

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Robotik, Sicherheitstechnik

Oberflächeninspektion, Messtechnik,

Identifikation

CMOS-Sensor

-
�

-
�

�

3856 x 2764 Pixel

�

/ 

/ 

Videor Technical E. Hartig GmbH

Rödermark

06074/ 888-140

www.videor.com

STC-MBS241U3V

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Elektro, Kunststoff, Pharma

Produktionsüberwachung, Fördertechnik,

Qualitätssicherung, Montage, Verpackung, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

-
-
-
�

1920(H) x 1200(V)

�

163 fps volle Aufl., 16 AOI Bereiche, Kompakt. 28x28x40 mm

/ 

/ 

Ximea GmbH

Münster

02501/ 964555-11

www.ximea.com

xiD - USB 3.0 wissenschaft Kameras

Automobilindustrie, Maschinenbau, Sondermaschinenbau,

Elektro, Holz, Kunststoff, Pharma, Lebensmitte;

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, Qualitätssiche-

rung, Montage, Verpackung, Abfülltechnik, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung,

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung ;

CCD-Sensor

�

�

-
�

�

2 Mpix to 12 Megapixel

�

Global Shutter, ultra-kompakt, niedriger Energieverbrauch...

anwendungspezifisch

anwendungspezifisch

Weißabgleich, Autoexposure, Autogain, Hot-Pixel Korrektur,

Gammakorrektur, Schärfe, LUT

Auschnittsbearbeitung, Binning-Skipping

2, opto-entkoppelt / 2, opto-entkoppelt

10 Bit / 24 Bit

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

Sensortyp

S/W-Kamera

Farb-Kamera

Zeilen-Kamera

Matrix-Kamera

Progressive Scan-Kamera

Auflösung des Sensors Pixelfläche

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Besonderheiten bei Flächenkameras

Auflösung des Sensors Pixel pro Zeile

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Bildverbesserungen und -vorverarbeitung 

per Hardware-/Software

Datenreduktion

Anzahl und Art der Digitaleingänge / Digitalausgänge

Anzahl der darstellbaren Grauwerte / Farben

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Polytec GmbH

Waldbronn

07243/ 604-1800

www.polytec.de/bv

Kompakte USB-Fadenkreuzkameras

Maschinenbau

Einstellhilfe und Beobachtungskamera in Produktions-

anwendungen; Einfache Mikroskop-Anwendungen;

CCD-Sensor

�

�

-
�

�

von 1280 x 960 bis 1600 x 1200

-
versch. Overlay-El. (Fadenkreuz, Raster, Skala, Abstand etc.)

22 Bilder/s

/ 

/ 

Point Grey Research GmbH

Ludwigsburg

07141/ 488817-0

www.ptgrey.com/flea3-usb3-vision-cameras

Flea3 USB3 Vision CMOS

maschinelle Bildverarbeitung, 

Fabrikautomation, Inspektion

CMOS-Sensor

�

�

-
-
�

1.3 MP bis 8.8 MP (1280 x 1024 bis 4096 x 2160)

bis zu 150 FPS

Gamma, lookup table, hue, saturation, and sharpness

/ 8, 12, 16 und 24-bit

/ 

Rauscher GmbH

Olching

08142/ 448410

www.rauscher.de

Basler Flächenkameras

Automobilindustrie, Sondermaschinenbau, Elektro, 

Holz, Kunststoff, Pharma, Lebensmittel, Chemie

Produktionsüberwachung, Robotik, Sicherheitstechnik, 

Qualitätssicherung, Montage, Abfüll.

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Position

�

�

-
�

�

von 640x480 (VGA) bis 4608x3288 Pixel (14 Megapixel)

�

CCD und CMOS Sensoren der neuesten Generation

/ 

/ 

Schäfter + Kirchhoff GmbH

Hamburg

040/ 853997-0

www.sukhamburg.de

SK8160U3KO-LB

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, Qualitätssicherung,

Montage, Verpackung, Abfülltechnik, Robot

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CCD-Sensor

�

-
�

-

8160

Shading-Korrektur

Schwellwertverarbeitung

/ 

8/12 Bit / 

Sensor Technologies Europe LLC

Rödermark

06074/ 3100-500

www.sentecheurope.com

Automobilindustrie, Maschinenbau, Holz, Kunststoff, 

Pharma, Lebensmittel, Sondermaschinenbau

Qualitätssicherung, Produktionsüberwachung, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung

CMOS-Sensor

�

�

�

�

�

640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 960, (...), 2048 x 2048..

2K, 4K, 8K, 16K

/ 

/ 

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

Sensortyp

S/W-Kamera

Farb-Kamera

Zeilen-Kamera

Matrix-Kamera

Progressive Scan-Kamera

Auflösung des Sensors Pixelfläche

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Besonderheiten bei Flächenkameras

Auflösung des Sensors Pixel pro Zeile

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Bildverbesserungen und -vorverarbeitung 

per Hardware-/Software

Datenreduktion

Anzahl und Art der Digitaleingänge / Digitalausgänge

Anzahl der darstellbaren Grauwerte / Farben

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de
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RICHTIGER
PREIS

RICHTIGE
KAMERA

     Erfahren Sie mehr über die Wahl 
      des richtigen Sensors unter 
      AlliedVision.com/CMOS-Kamera

Your image is everything

Welche CMOS-Kamera ist die
richtige für Sie?
Die Mako-Kamera bietet zahlreiche Modelle mit neuesten CMOS-Sensoren.

Aber welche ist die richtige für Sie? Vertrauen Sie unseren Experten bei der

Wahl der passenden Kamera für Ihre Applikation.
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Neue Ethernet-Schnittstellen sollen RJ45 ablösen
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Schnittstellen im Wandel der Zeit − Teil 2/2

Wachablösung für RJ45

Sicherlich kaum einer konnte sich bei Ein-
führung der achtpoligen RJ45-Schnittstelle
vorstellen, welchen Siegeszug diese
Schnittstelle nach sich ziehen würde. Spä-
testens nachdem Ethernet auch in der In-
dustrie bzw. Automatisierung Fuß fasste,
wurde die Schnittstelle schon fast belä-
chelt. Wie sollte diese nicht gerade vibrati-
onsbeständige und robuste Schnittstelle
sich bitte in einem der härtesten Märkte
der Welt erfolgreich durchsetzen? Ebenso
hatte sie mit CAT5e/CAT6 die Fahnen-
stange der Datenübertragungsraten be-
reits erreicht. Doch wie so häufig, Totge-
sagte leben länger. Die RJ45-Schnittstelle
überträgt inzwischen geschirmt und stabil
10G bei bis zu 100m Kabellänge aus dem
Kupfer. Ebenso wurde der Telefonstecker
durch verschiedene Maßnahmen kompa-
tibel zu den Anforderungen der Automati-

sierung gemacht z.B. durch einfache hori-
zontale/vertikale Verschraubungen bzw.
bis zu IP65/67 im PushPull-Gehäuse, die
mittlerweile sogar im Bahnbereich Einzug
gehalten haben. Doch nun scheint sich ein
Wandel anzukündigen: Vor allem die
RJ45-Buchse ist mit Ihren Maßen nicht
mehr kompatibel mit der Denkweise der
Miniaturisierung. Die M12-Schnittstelle bie-
tet in der X-Kodierung zwar eine standar-
disierte und robuste Alternative, doch auch
dort ist das Miniaturisierungsthema proble-
matisch. TE Electronics hat bereits seit ei-
niger Zeit eine Alternative im Programm:
Die Mini-IO-Schnittstelle. Diese beein-
druckt durch einen um etwa 75% kleine-
ren Platzbedarf gegenüber dem ursprüng-
lichen RJ45-Stecksystem und ist auch als
feldkonfektionierbare Variante verfügbar.
Ebenso ist die Schnittstelle in einem IEC-

Standard definiert und somit im Markt als
Standard implementiert. Die Robustheit
der Schnittstelle wird durch Abzugskräfte
von bis zu 100N unterstützt. Aktuell bestä-
tigt TE jedoch offiziell nur CAT5e Perfor-
mance, d.h. wer ein zukunftsfähiges Sys-
tem mit dieser Schnittstelle ausrüsten
möchte, zögert derzeit noch.

Ethernet-Schnittstelle ix 
Industrial (R)

Kurz vor der electronica gaben Harting
Electronics und Hirose Electric bekannt,
dass man gemeinsam unter dem Namen
ix Industrial (R) eine neue Ethernet-Schnitt-
stelle entwickelt hat. Die im Vergleich zum
RJ45 um 70% verringerte Baugröße der
Buchsen erlaubt Geräteherstellern einen
Einsatz in kleineren Geräten, wie z.B. bei

Bild 1 | Ethernet-Schnittstellen im Wandel der Zeit
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Wie im ersten Teil (inVision 4/16, S.70) berichtet, befinden sich die Schnittstellen der Industriekameras aktuell auf
dem Weg in die nächsten Generationen. Auch der inzwischen über 40 Jahre alten RJ45-Schnittstelle geht es nun
an den Kragen. Einige Hersteller haben bereits neue Schnittstellen auf den Markt gebracht bzw. arbeiten aktuell
an diesen. Doch was sind die Vorteile und welche wird sich durchsetzen?

∋

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Harting
Halle 10.0
Stand 140

1         

Bild 2 | Die neuen Ethernet-Schnittstellen im Größenvergleich (v.l.n.r.) RJ45, 
ix Industrial und Multi-IO-Schnittstelle.
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den immer weiter schrumpfenden Kame-
rasystemen. Ebenso wird vom Start weg
CAT6A/10G unterstützt. Für die Gerätein-
tegration steht eine kleine, aber dennoch
robuste Buchse – ähnlich wie die TE Mini-
IO – mit fünf THR-Schirmkontakten für
höchste Stabilität auf der Leiterplatte be-
reit. Die Datenkontakte sind als SMD-Kon-
takte ausgeführt. Die verfügbare horizon-
tale gewinkelte Buchse hat ein Rastermaß
von 10mm. Verkabelungsseitig werden zu-
künftig alle denkbaren Variationen im Markt
verfügbar sein: RJ45 auf ix, ix auf ix, ix auf
M12 x-kodiert oder auch Hersteller-über-
greifende Varianten wie Mini-IO auf ix sind
von unabhängigen Herstellern bzw. Kabel-
konfektionshäusern wie Alysium denkbar.
Eine besondere Herausforderung bei solch
kleinen Bauformen mit nah beieinander lie-
genden Kontakten, ist es, das Überspre-
chen zwischen den einzelnen Datenpaaren
wirksam zu minimieren. Die ix-Variante hat
zwischen den beiden Kontaktreihen in der
Buchse ein Schirmblech eingebaut, wel-
ches das Übersprechen zwischen den bei-
den gegenüberliegenden Kontaktreihen
verhindert. Weiterhin besitzt der neue ix-In-

dustrial nicht acht, sondern zehn Kontakte.
In jeder Kontaktreihe dient ein mittiger
Kontakt als Abschirmung zwischen den
beiden Adernpaaren. Dazu wird der Mittel-
kontakt auf der Leiterplatte mit dem Mas-
sepotential verbunden. Durch das Schirm-
blech und die geerdeten Kontakte ergibt
sich in der Anordnung der signalführenden
Kontakte eine ähnliche Anordnung, wie bei
einem x-kodierten M12-Rundsteckverbin-
der. Jedes Adernpaar liegt gegen seine
Nachbarn abgeschirmt in einem eigenen
Kabel- bzw. Steckverbinderquadranten.
Dies schützt gegen Übersprechen und es
wird eine perfekte Datenübertragung reali-
siert. Da die neue Ethernet-Schnittstelle
bereits in der veröffentlichten IEC/PAS
61076-3-124 offen gelegt und genormt ist,
wird sich bei Erfolg auch zügig die Anzahl
an Herstellern und Variationen der Schnitt-
stelle erhöhen. Interesse an dieser neuen
Schnittstelle kommt bereits aus der Auto-
matisierungstechnik und weiteren indus-
triellen Anwendungsbereichen. Auch Aly-
sium arbeitet an neuen Konzepten: Pas-
send zum Thema Ethernet z.B. an der
Multi-IO-Schnittstelle, die inzwischen De-

sign-rechtlich geschützt wurde. Diese ba-
siert auf der USB Type-C Gehäuseform.
Hier wird innerhalb der immer gleichen Ge-
häuseform, durch verschiedene mechani-
sche Kodierungen, diese an verschie-
denste Varianten z.B. auch für CAT6A/10G
Applikationen ausgelegt. Durch die immer
gleichen Außenmaße sparen sich Geräte-
hersteller so verschiedene Rückwände für
jeweilige Applikationen.

Single-Pair-Ethernet-Standard 

Welche Schnittstelle sich zukünftig als
neuer Standard durchsetzt, lässt sich ak-
tuell noch nicht sagen. Die neuen Schnitt-
stellen zeigen gute Ansätze, jedoch wird es
einige Zeit dauern, bis der Markt diese
neben der RJ45-Schnittstelle akzeptiert.
Als zukünftige Kameraschnittstelle könnte
auch der neue Single-Pair-Ethernet-Stan-
dard eine Rolle spielen, der gerade unter
IEEE P802.3bp 1000Base-T1 veröffentlicht
wurde. Dort sind Ethernet-Übertragungs-
verfahren für 1Gbit/s über eine einpaarige
geschirmte Übertragungsstrecke mit einer
Länge von bis zu 40m beschrieben. Ein
Standard für 10Gbit/s ist bereits in Diskus-
sion. Damit können auch Kameraschnitt-
stellen zukünftig kleiner und robuster wer-
den. Auch hier könnte das Multi-IO Kon-
zept von Alysium oder ein weitere Verklei-
nerung der ix-Schnittstelle von Harting eine
Rolle spielen. �

www.alysium.com
www.harting.de

Neue Ethernet-Schnittstellen sollen RJ45 ablösen

Autoren | Thomas Detjen, Head of Sales
and Marketing, Alysium GmbH
Matthias Fritsche, Product Manager, 
Harting Electric GmbH & Co. KG

Anzeige
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Anforderungen an Industriekameras für die Robotik
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Wenn Roboter ihre Kameras selbst auswählen könnten…
Wo Roboter Augen brauchen

Nicht nur bei autonomen Fahrzeugen,
sondern auch in der Fertigung und Lo-
gistik kommen immer mehr Kameras
und Bildverarbeitung als Regelungssen-
sorik für Roboter oder vollautomatische
Gabelstapler zum Einsatz, z.B. beim Bin
Picking, der Montage komplexer Bau-
teile, der QS und beim Palettieren. Durch
die visuelle Erfassung der Szenerie aus
Roboter-Werkzeug und Werkstück kann
der Roboter seinen Prozess optimal an
die jeweilige Situation anpassen. Auf-
wändige mechanische Vorrichtungen für
eine präzise Positionierung des Werk-
stücks entfallen weitgehend. Zudem si-

chern die Kameras bei Bedarf gleichzei-
tig die Qualität des Ergebnisses ab und
dokumentieren diese.

Spezielle Kameraanforderungen 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können,
müssen die Kameras meist im Bereich
der Spitze des Roboterarmes angebracht
werden. So erhalten sie ihr maximales
Sichtfeld, sind nah dran am Geschehen
und können optisch die höchste Genau-
igkeit bei der Positionierung von Werk-
zeug und Werkstück erreichen. Die Ka-
mera-Integration in den bewegten Teilen

des Roboters stellt jedoch komplexe An-
forderungen an die Kamera-Hardware
und deren Funktionen.

Bauform: Die Anwendungen von Robo-
tern, deren Größe und die der Werk-
zeuge sind vielfältig. Für alle Szenarien ist
es ausgesprochen hilfreich, wenn die Ka-
meras und die Optiken besonders klein
sind. Je nach Bedarf lassen sie sich in
unterschiedliche temperaturbeständige,
gekühlte, wasserresistente oder staub-
dichte Gehäuse integrieren. Die Miniatu-
risierung der Kameras ist limitiert durch
die Größe der eingesetzten Sensoren, die

Die Kamera-Integration in bewegten Teilen eines Roboters stellt komplexe Anforderungen an die Kamera-Hardware und deren Funktio-
nen. Im Bild rechts ist die Rückseite einer Platinen-Kamera mit Flachstecker für die USB 3.0 Schnittstelle und I/O-Kanäle zu sehen
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Kameras und Softwarealgorithmen verleihen bereits vielen industriellen Roboter-Anwendungen eine hohe Flexi-
bilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Damit die Kameras ein möglichst großes Sichtfeld haben und nah an das
Werkstück herankommen, müssen sie meist an den beweglichen Teilen, wie dem Roboterarm oder der Gabel
eines Staplers, angebracht werden. Allerdings entstehen dabei Hardware- und Funktionsanforderungen, die bis-
lang nur wenige Kameras erfüllen. 

        

benötigte Wärmeableitung vom Sensor
zur Rauschminimierung und durch die
Komplexität der Kameraelektronik zur
Sensorsteuerung, Bildvorverarbeitung und
-ausgabe. In jedem Fall sollten die Kame-
ras mit nur einer Platine auskommen.
Durch den Wegfall zusätzlicher Steckver-
bindungen, ist die Kamera robust gegen
hohe Beschleunigungen und etwaige Vi-
brationen am Roboterarm.

Gewicht: Je geringer das (Kamera-)Ge-
wicht, desto größer darf die Nutzlast sein
und desto geringer sind die Anforderun-
gen an den Roboter. Zudem erlaubt ein
niedrigeres Gesamtgewicht schnellere Be-
wegungen des Roboterarms. Je leichter
die Kamera ist, desto niedriger sind die
Beschleunigungskräfte, die auf die mecha-
nischen Verbindungen wirken. Auch dies
erhöht die Langlebigkeit und Zuverlässig-
keit des Systems.

Aufnahmegeschwindigkeit und Auflö-
sung: Die Geschwindigkeit der Bildauf-
nahme und -verarbeitung ist bei vielen
Montage und Palettier-Vorgängen der limi-
tierende Faktor. Je schneller die Kamera
Bilder aufnimmt, desto schneller kann der
Roboter arbeiten. Hohe Bildraten bedingen
oft eine geringe Kameraauflösung. Für eine
möglichst hohe optische Genauigkeit wird
jedoch ebenso eine möglichst hohe Auflö-
sung in Pixeln benötigt. Industrielle Bildsen-
soren erreichen heute bei Bildausgabe über
eine USB3.0-Schnittstelle Bildraten von
500Bilder/sec bei 640x480 Pixeln bzw.
31Bilder/sec bei einer Auflösung von 12MP.

Schnittstelle: Jede Kamera benötigt
Schnittstellen zur Stromversorgung, Daten-
übertragung und Konfiguration. Für den zu-
verlässigen Betrieb und die leichte Anbin-
dung sollten diese Funktionen über eine
standardisierte Schnittstelle erfolgen. Die am
weitesten verbreitete und mit 5Gb/s und
4,5W leistungsfähigste Schnittstelle ist USB
3.0, idealerweise erweitert um den interna-
tionalen Standard USB3 Vision. In industriel-
len Anwendungen ist zudem eine Schnitt-
stelle zur Echtzeit-Steuerung seitens der
SPS und zum synchronen Auslösen von

LED-Beleuchtungen notwendig. Für ein
kompaktes Design der kameraseitigen
Schnittstelle sollten alle Leitungen aus der
Kamera über ein einziges flaches Kabel zu
einer am Roboterarm angebrachten Verar-
beitungseinheit geführt werden.

Stromverbrauch: Viele Roboteranwendun-
gen laufen rund um die Uhr und sollten aus
Kostengründen möglichst wenig Strom
verbrauchen. Zudem bedeutet ein geringe-
rer Stromverbrauch einer Kamera, dass sie
im Dauerbetrieb rauschärmere Bilder liefert
und wenig (oder gar nicht) gekühlt werden
muss. Auch das gesamte Systemdesign
aus Stromversorgung, Kabellage und Ver-
arbeitungseinheit ist günstiger, wenn die
Kameras im Idealfall mit weniger als einem
Watt auskommen.

Spezielle Platinen Kameras

Möglichst klein, leicht, schnell, hochauflö-
send, stromsparend und mit einer kompak-
ten Schnittstelle ausgestattet – solche Ka-
meras würden Roboter wählen. Ximea hat
sich auf Kameras für Vision Guided Robots
spezialisiert. Die USB 3.0 Kameras der xiQ-
und xiC-Serien basieren auf einem flachen
Ein-Platinen-Design (25,4x25,4mm). Spe-
zielle Platinen-Kamera-Versionen der Serien
führen die USB 3.0-Schnittstelle sowie die
I/O-Kanäle von einem flachen Stecker über
ein einziges Flachbandkabel aus der Ka-
mera. Der Objektivhalter und das Gehäuse
können frei, je nach den Anforderungen,
gestaltet werden. Die Kameras sind verfüg-
bar mit Global Shutter CMOS-Sensoren
und bieten Auflösungen bis zu 12MP und
Bildraten bis zu 500fps. Das stromspa-
rendste Modell verbraucht nur 0.9W. Damit
können Systementwickler Roboter-Anwen-
dungen einfacher und kostengünstiger um
Kameras erweitern und so deren Flexibilität,
Zuverlässigkeit und Genauigkeit erhöhen. �

www.ximea.com

Anforderungen an Industriekameras für die Robotik

Autor | Dr. Ronald Müller, im Auftrag der
Ximea GmbH Vision Markets

>  Flexibility: check sensor variety at svs-vistek.com/exo-sensors
>  Easy Upgrades: One-Size-For-All housing, common SDK/GUI 
>  Reduce design-complexity: advanced SVS-VISTEK I/O concept

The Integratoŕ s Camera
The new SVCam-EXO series.  
Designed for professionals.

SVS-VISTEK | Germany 
www.svs-vistek.com
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3D-Profiling direkt auf dem Framegrabber

On-board 3D-Profiling

Der PCIe Grabber extrahiert die Laserli-
nien direkt auf der Karte, sodass die Sys-
temanforderungen reduziert werden und
die Ressourcen für andere Inspektions-
aufgaben zur Verfügung stehen. Mit einer
Extraktionsrate von 9.000 Profilen pro
Sekunde aus einer Bildgröße von
2.048x128 Pixel (die Profile pro Sekunde
variiert je nach Bildgröße und verfügbarer
PCIe Bandbreite, maximal 2,4GByte/s)
und ohne CPU Belastung, ist der Frame-
grabber ideal für den Einsatz z.B. bei In-
spektionen von Leiterplatten, Straßen-
und Schieneninstandhaltung, sowie zur
Analyse im Food&Beverage-Bereich ge-
eignet. Der Matrox Radient eV-CXP bietet
vier unabhängige CXP Links und erlaubt
das gleichzeitige Erfassen von bis zu vier

Kameras mit jeweils unterschiedlichen
CoaXPress-Geschwindigkeiten. Anwen-
dungen mit hoher Bandbreite kombinie-
ren durch Link Aggregation die Bilddaten
von einer einzigen Kamera auf bis zu
25Gbps. 3D-Inspektionen mittels Profiling
waren bisher durch die verfügbare Re-
chenleistung für die Analyse limitiert. Das
Übertragen des Profiling-Prozesses auf
den Framegrabber beseitigt diesen Eng-
pass. Das bedeutet mehr Zeit für die In-
spektion, was die generelle Performance
sowie den Durchsatz des Systems er-
höht. Der vom Benutzer aktivierbare
Frame-burst-Modus bewirkt eine weitere
Beschleunigung. Das Zusammenfassen
der Profildaten mehrerer Bilder reduziert
den Transfer-Overhead und erhöht somit

Effektivität und Robustheit des gesamten
Bildverarbeitungssystems. Der Frame-
grabber bietet durch das halblange De-
sign mit Videoeingängen und zusätzli-
chen I/Os auf einem Slotblech eine hohe
PC-Kompatibilität und minimale Steck-
platzflächen. Zudem ist auch weniger
Verkabelungen und keine zusätzliche
Stromversorgung durch Unterstützung
von Power over CoaXPress (PoCXP) not-
wendig. Neben 3D-Profiling können auch
Bayer-Interpolationen, Farbraumumrech-
nungen oder Look-up-Tabellen mit dem
Framegrabber durchgeführt werden. �

www.rauscher.de

Der Matrox Radient eV-CXP für 3D-Profiling ist der erste Framegrabber, der on-board 3D-Profiling ermöglicht.
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Der Matrox Radient eV-CXP für 3D-Profiling ist der erste Framegrabber, der dank einer patentierten Technologie
das 3D-Profiling on-board ermöglicht und dadurch mit jeder CoaXPress Kamera arbeitet. 

        

Neuheiten Kameras & Interfaces

GigE- und USB3-Kamerareihe 
Die CMOS-Kamerareihe twentynine von Smartek Vision kombiniert GigE Vision und USB3 Vision mit den neuen Hochgeschwin-
digkeitssensoren Sony Pregius und ON Semiconductor Python in einem Miniaturgehäuse (Formfaktor 29x29mm). Dank Pixel-
größen von 5,86, 3,45 und 1,25µm, Sensorformaten von 1/2,8“ bis 1/3“ sowie hohen Bildraten findet sich fast immer die pas-
sende Kamera-Sensor-Kombination. Das Konzept der nahtlosen Integrierbarkeit erlaubt die Nutzung von C-Mount-Objektiven,
die Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) sowie die Verbindung universeller Ein- und Ausgänge (GPIO) über einen
6-poligen Hirose-Stecker, die zur Synchronisation genutzt werden können.

Framos GmbH • www.framos.de

12MP-
Kamera
integriertem
Strobe 
Controller

In den EXO Kameras ist ein
Strobe Controller integriert, der
bis zu vier Kanäle mit maximal
3A unterstützt.

Mit der Kameraserie EXO sind
die neuesten Sony CMOS Sen-
soren der IMX-Serie erweitert
worden. Die Kamera ist durch
das hochpräzise, aus Aluminium
gefräste Gehäuse der ideale
Partner für präzise Objektive und
hält auch hohen physikalischen
Belastungen Umgebungsbedin-
gungen Stand. Durch eine Viel-
zahl einheitlich positionierter Boh-
rungen kann die Kamera sicher
montiert werden und bietet Ob-
jektiven zuverlässigen Halt. Je
nach geforderter Bildrate stehen
zwei Versionen mit 9 und 12MP-
Auflösungen zur Verfügung, die
wahlweise mit GigE-Vision oder
USB3-Vision ausgestattet sind.

SVS-Vistek GmbH 
www.svs-vistek.com

Bild: SVS-Vistek GmbH

Anzeige

             

Zwei neue Sieger

Diese neuen „Rennpferde“ gehören zu den schnellsten 
monochromen High-Speed-Zeilenkameras – und liefern mehr als 
800 Millionen Pixel pro Sekunde. Sie erfüllen zudem die hohen 
Schock- und Vibrationsstandards von JAI, damit sie schnell und 
ausdauernd laufen, Jahr für Jahr. Wenn Sie Geschwindigkeit 
wollen, dann setzen Sie auf einen Sieger.

Erfahren Sie mehr unter:
www.jai.com/win-the-race

 8K (8192 pixel)
 Monochrom
 Bis zu 100 kHz
 3.75 x 5.78 µm
 8/10-Bit

 PMCL-Schnittstelle  

 4K (4096 pixel)
 Monochrom
 Bis zu 200 kHz
 7.5 x 7.5 µm
 8/10-Bit
 PMCL-Schnittstelle

Sweep Serie
SW-4000M-PMCL 

Sweep Serie
SW-8000M-PMCL

Spendieren Sie Ihrem nächsten Inspek-
tionssystem mit den neuen monochromen 
4K- und 8K-Pixel-Zeilenkameras der JAI 
Sweep-Serie den entscheidenden
Wettbewerbsvorteil.

Für monochrome Zeilenkamera-Anwendungen ...

70 kHz

80 kHz

200 kHz

100 kHz

100 kHz

200 kHz

Europe, Middle East & Africa - JAI A/S 
camerasales.emea@jai.com / +49 (0) 6022 26 1500 camerasales.apac@jai.com / +81 45-440-0154

Americas - JAI Inc.
camerasales.americas@jai.com / + 1 408 383 0300

JAI.COM

   1 0    
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Neuheiten Kameras & Interfaces

Highspeed Contact Image 
Sensoren bis zu 1.100m/s

Die neuen Modelle der CX-Reihe sind in
Breiten von 367, 587 und 807mm erhältlich. 

Die Highspeed Contact Image Sensoren (CIS) der CX-Serie bieten eine hochqualitative
Alternative zu Zeilenkamerasystemen. Die Geräte garantieren ein bis zum Rand hin
verzerrungsfreies Abbild des Objektes mit bis zu 600dpi Auflösung. In dieser Auflösung
scannen die Systeme Oberflächen in einem Tempo von bis zu 138m/min. Bei 300dpi
sind Inspektionen bis 450m/min, bei 150dpi sogar über 1.100m/min realisierbar. Zur
Übertragung stehen je nach Sensorlänge eine oder zwei CoaxPress-Schnittstellen be-
reit. Die LED-Beleuchtung und die Optik sind bereits in das Gehäuse integriert. 

Stemmer Imaging GmbH • www.stemmer-imaging.de

Bild: Stemmer Imaging GmbH

GigE-Framegrabber mit ToE

Die Framegrabber PCIE-1172 und 1174 unterstützen
ToE (Trigger-over-Ethernet).

Die beiden Framegrabber PCIe-1172 und 1174 sind PCIe-fähige Karten für die Anbindung von GigE Vision Kameras mit An-
schluß für PoE. Die vier- bzw zwei-Kanal Produkte sind mit einem FPGA für die Aufbereitung der Bilddaten per DMA ausge-
rüstet. Dadurch wird der Host-PC deutlich entlastet. Außerdem wird sichergestellt das keine Bilder verloren gehen. Die PCIE-
1674E und 1672E sind vier- bzw zwei-Kanal-Interfacekarten für GigE Vision Kameras und bestehen aus einen Intel I350 Ether-
net Controller, der ebenfalls PoE (Power over Ethernet) unterstützt.

Advantech Europe BV • www.advantech.de
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GigE Framegrabber mit PoE+
Kameras und Interfaces

In einem einzelnen System lassen
sich beliebig viele PCIe-GIE7274-
Karten einsetzen, da sie keinerlei
BIOS-I/O-Ressourcen belegen. 

DMit PoE-Leistungsschutz, der Multicard-Bilderfassung und einem smarten PoE-Ma-
nagement bieten die zwei- bzw. vierkanaligen GigE-Bilderfassungskarten PCIe-GIE72/74
Vision PoE+ idealen Support für zahlreiche Visionanwendungen. Kameras werden durch
den PoE-Leistungsschutz der Karten sicher vor Schäden bewahrt. Das PoE-Administrie-
rungstool und die APIs überwachen und steuern die PoE-Ports in Echtzeit und ermögli-
chen die Prognose potenzieller Ausfälle. Der Temperaturbereich reicht von 0 bis 70°C.

Adlink Technology Inc. • www.adlinktech.com
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IMAGINGIMAGING LIGHTLIGHT TECHNOLOGYTECHNOLOGY

www.buechner-lichtsysteme.de/sps

LED-Beleuchtungen made in Germany

- Anzeige -
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Neuheiten Kameras & Interfaces

16 neue 
Vision 
Sensoren 
Die 16 neuen 510er, 700er und
800er Verisens Modellen der XC-
, XF- und ID-Serie verfügen über
eine erhöhte Rechenleistung. So
kann die Zeit der Bildverarbeitung
in vielen Applikationen, bei der
Lagenachführung sowie beim
Code- und Textlesen halbiert wer-
den. Ein verbesserter Algorithmus
zum Codelesen erhöht die Lese-
sicherheit unter industriellen Be-
dingungen. Das konfigurierbare
Web-Interface wurde zudem um
den neuen Verisens Multiviewer
weiterentwickelt. Damit können
bis zu 16 Verisens Vision Senso-
ren auf einem Bildschirm gleich-
zeitig dargestellt und im laufenden
Prozess angepasst werden.

Baumer Optronic GmbH
www.baumer.com

Aufnahme von Full HD Video Live-Streams
Die HDC-301EL Video Capture Card ermöglicht es ein Full HD Video in Echtzeit aufzunehmen und über Netzwerke oder Internet zu
streamen. Die PCI Express Video/Audio Karte verfügt über einen HDMI-Eingang für den Anschluss von verschiedenen Videoaufnah-
megeräten. Mittels VideoLAN VLC, AMCap und anderer DirectShow kompatibler Software wird das Erfassen und Streamen von Videos
ermöglicht. Die Komprimierung erfolgt nach H.264/AVC High Profile Level 4.1 für das Video-Signal und nach MPEG-4 High Efficiency
Advanced Audio Coding für das Audio-Signal. Der Vorteil dieses Standards liegt darin, dass selbst bei geringen Bitraten (96Kbit/s und
niedriger) eine gute Video-und Au-
dioqualität garantiert werden kann.

ICP Deutschland GmbH
www.icp-deutschland.de

Verdoppelt  
Ergebnisse!
Neue VeriSens® Vision Sensoren:  
Zweifache Geschwindigkeit. Industrial Ethernet integriert. 

Mehr als nur «einfach»! 
Jetzt zweifach gut, wenn es um schnelle Prüfung von 

Positionen, Dimensionen, Text, Farben oder Codes mit 
nur einem Sensor geht. Zweifache Produktivität bei  

einfacher Bedienung – der neue VeriSens®. 

Neugierig? 
www.baumer.com/verisens

      

- Anzeige -

Mit integrierter Profinet-Schnitt-
stelle werden die neuen Vision
Sensoren direkt in ein Industrial-
Ethernet-Netzwerk eingebunden.
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Technologieübergreifende 2D- und 3D-Sensorintegration

Digitale Objekt-Transformation

Zahlreiche Endkunden wünschen sich in-
dividuell auf ihre Aufgabenstellungen und
Randbedingungen zugeschnittene Lösun-
gen, einschließlich einer individuellen Be-
dienoberfläche. Konfigurierbare Produkte
werden jedoch mit jeder neuen Funktion
immer komplexer im Aufbau und kompli-
zierter in der Konfiguration und Bedienung.
Dabei geht es in den meisten Fällen nur
darum, die letzten Prozent der Funktionali-
tät einer Bildverarbeitungslösung an die

Kundenwünsche anzupassen. Wollen Her-
steller dies für all ihre Kunden umsetzen,
führt dies zu einer Explosion des Portfolios.
Integratoren, OEMs und Bildverarbeitungs-
spezialisten hingegen können diese Indivi-
dualisierung technisch und wirtschaftlich
effizient selbst umsetzen, wenn sie die
Möglichkeit haben, aufbauend auf dem
Level vorhandener Grundfunktionen, Tools
und Bibliotheken ihre Applikationen indivi-
duell zu programmieren und die Benutzer-

oberflächen genau nach den eigenen Be-
dürfnissen zu gestalten. Diese Philosophie
setzt Sick mit seinem Portfolio an program-
mierbaren Kameras und AppSpace um.

Freiraum für individueller 
Applikationen

Die AppSpace-Plattform umfasst drei Be-
reiche: Hardware in Form von program-
mierbaren Sensoren und Geräten, die

In der Optoelektronik und speziell in der Bildverarbeitung stoßen konfigurierbare Produkte oft an ihre Grenzen,
wenn es auf die Umsetzung bestimmter Funktionen oder Leistungsmerkmale ankommt. Systemintegratoren und
OEMs haben nun mit AppSpace die Möglichkeit individuelle Applikationen und Bedienoberflächen auf der Basis
programmierbarer Kameras und optischer Sensoren zu entwickeln. Die Sensor Integration Machine SIM4000 –
ein leistungsfähiger Multi-Kamera- und Sensor-Prozessor – geht sogar deutlich weiter: Sie kann die Daten von
Sick-Sensoren und -Kameras fusionieren und ermöglicht so eine digitale Objekt-Transformation.

Bild 1 | Die Sensor Integration Machine SIM4000  ermög-
licht eine technologieübergreifende Sensorintegration als

One-Box-Solution für komplexe Vision-Applikationen.
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Bild 2 | AppSpace besteht aus dem AppStudio und den programmierbaren Sick-Sensoren. Es bietet
volle Flexibilität bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen.
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Softwarebausteine AppStudio zur Appli-
kationsentwicklung und AppManager für
die Implementierung und Verwaltung von
Apps im Feld sowie die Community des
AppSpace Developers Club, in dem sich
Entwickler von Sick und von Kunden so-
wohl im Netz als auch auf jährlichen Kon-
ferenzen austauschen und die weiteren
Entwicklungsschritte des Eco-Systems
definieren. Alleinstellungsmerkmal von
AppSpace ist, dass es sich erstmals um
eine gemeinsame Programmierplattform
für verschiedene Sensortechnologien han-
delt, also nicht nur für bildverarbeitende,
sondern auch für optoelektronische Sen-
soren z.B. zur Distanz- oder Volumenmes-
sung bzw. Navigation. Über die Entwick-
lungsumgebung von AppStudio erhält der
Software-Entwickler Zugang zu geräte-
spezifischen Algorithmen, die in Form
einer API (Application Programming Inter-
face) in programmierbaren Sick-Sensoren
hinterlegt sind. Darüber hinaus können
Halcon-Prozeduren in die Applikations-
Software übernommen werden. Die An-
wender können sie aus mehr als 2.000
verfügbaren Operatoren der Halcon-Bild-
verarbeitungsbibliothek zusammenstellen.
Neben der Programmierung individueller
Applikationslösungen (Sensor-Apps) stellt

AppStudio mit dem UI-Builder (User Inter-
face) auch eine Funktionalität zur graphi-
schen Gestaltung kunden-, anwendungs-
oder arbeitsplatzspezifischer Bedienober-
flächen bereit. Der AppManager unter-
stützt die Installation und Verwaltung der
Sensor-Apps von programmierbaren Sen-
soren und Geräten im Feld. Er soll in ab-
sehbarer Zeit die App-Verwaltung und das
Downloadmanagement mit der Sick App-
Cloud synchronisieren. 

Technologieübergreifende 
Sensorintegration 

Aus dem AppSpace-Ansatz ist die Tech-
nologie der Sensor Integration Machine
(SIM) entstanden – zur technologieüber-
greifenden Bildverarbeitung und Datener-
fassung für Industrie 4.0. SIM4000 ist ein
leistungsfähiger Multi-Kamera- und Sen-
sor-Prozessor für komplexe Vision-Appli-
kationen im One-Box-Design, der auf-
grund der Vollständigkeit – u.a. sind Be-
leuchtungssteuerung und -versorgung,
Anschlüsse für Feldbus, digitale I/Os im
Gegensatz zu IPC-Lösungen schon vor-
handen – einen sofortigen Projektstart zu-
lässt. Die integrierte Halcon-Bildverarbei-
tungsbibliothek und AppSpace ermögli-

chen – wie auch bei programmierbaren
Sensoren – die kundenspezifische Ent-
wicklung von Apps für anspruchsvolle 2D-
und 3D-Vision-Anwendungen. Kosten für
eine Laufzeitlizenz zur Nutzung der Hal-
con-Prozeduren und Tools fallen dabei
nicht an, da diese bereits im Produkt be-
rücksichtigt sind. Zukunftsweisend ist die
technologieübergreifende Sensorintegra-
tion. Diese ermöglicht erstmals eine voll-
ständige, digitale Objekttransformation für
die Datenerfassung und -archivierung zur
Qualitätskontrolle, Prozessanalyse und vo-
rausschauenden Wartung im Umfeld von
Industrie 4.0. So können – neben den
klassischen Bildverarbeitungsaufgaben –
Daten von Sick-Sensoren und -Kameras
zu einer 3D-Punktwolke fusioniert, ausge-
wertet, archiviert und übertragen werden.
Ein Beispiel hierfür ist die abschattungs-
freie Zwei-Seiten-Darstellung eines von
zwei 3D-Kameras aufgenommenen Ob-
jektes mit anschließender Fusion zu einer
Punktwolke. Ein weiteres Beispiel ist Stit-
ching, die Aggregation mehrerer Einzelbil-
der z.B. eines Förderobjektes zu einem
Gesamtbild, das dann gespeichert und
analysiert werden kann. Damit dies nicht
zu Lasten der Performance insbesondere
in Fast-Loop-Applikationen geht, verfügt
SIM4000 über einen Multi-Core Prozessor
mit Hardware-Beschleuniger für die Bild-
vorverarbeitung und das I/O-Handling in
Echtzeit. Für 2D- oder 3D-Kameras ste-
hen acht GigE-Schnittstellen z.T. mit
Spannungsversorgung über Ethernet
(PoE) zur Verfügung. Weitere Sensoren
können über vier IO-Link-Ports eingebun-
den werden, z.B. für Abstands- und Hö-
henmessung. Vier weitere Ports mit einer
Ausgangsleistung bis 1,5A erlauben den
Anschluss und die Steuerung von Be-
leuchtungen. Eine zusätzliche Beleuch-
tungselektronik ist nicht erforderlich. Die
Synchronisation der Daten über alle An-
schlüsse kann mittels einer Multi-Encoder-
Schnittstelle erreicht werden. �

www.sick.de

Systemübergreifende Bildverarbeitung und Datenerfassung

Autor | Thomas Hilpert, Produktmanager
Vertical Integration Products, Sick AG
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EVT Eye Vision Technology GmbH

Karlsruhe

0721/ 668004 23 0

www.evt-web.com

EyeSens Bottle Inspect (BI)

Lebensmittel

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Verpackung, Abfülltechnik

Vollständigkeitsprüfung, Positionserkennung

�, -, -, �, �, 
782 x 485, 1024 x 768, 1280 x 1024 / �

�

�, �, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 

Fehlstellen, Defekte, Druckqualität, usw.

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Hand, Maschine, gestanzt, gedruckt

Abstände, Längen, Flächen, Winkel

di-soric GmbH & Co. KG

Urbach

07181/ 9879-114

www.di-soric.com

C4G7C-24C-E00

Verpackungstechnik, Maschinenbau, Handling, 

Automobilindustrie, Sondermaschinenbau

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Fördertechnik, Verpackung

Vollständigkeitsprüfung, Positionserkennung, 

Messtechnik

-, �, -, -, -, 
752 x 480 ab Software Version 4.1 / 

3.750 ppm (Trigger ext.) 800 ppm (Trigger intern)

, , , 

, , -
�, , , 

, , 

Framos GmbH

Taufkirchen

089  710667-0/ 

www.framos.com

P-Series

Datalogic

Pharma, Lebensmittel,, Automobilindustrie, 

Maschinenbau, Sondermaschinenbau

Verpackung, Abfülltechnik, 

Qualitätssicherung, Robotik

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, Positionser-

kennung, Oberflächeninspektion, Messtechnik

�, �, , �, �, 

/ 

60

, , , 

, , 

�, , , 

, �, 

h.team GmbH + Co. KG

Calw

07501/ 9225-511

www.h-team.eu

LxS36

Maschinenbau

Fördertechnik, Montage, Verpackung, Robotik

Positionserkennung, Messtechnik

, , , , , 

/ 

, , , 

, , 

�, , , 

, �, 

ifm electronic gmbh

Essen

0201/ 2422-425

www.ifm-electronic.de

O2V Objektinspektionssensoren

ifm electronic gmbh

Automobilindustrie, Sondermaschinenbau, 

Maschinenbau, Kunststoff

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, 

Qualitätssicherung, Verpackung

Oberflächeninspektion, 

Vollständigkeitsprüfung, Positionserkennung

�, , , , , 

VGA (640 x 480) / 

max. 20

typ. 1

, , , 

, , 

�, , , 

, , 

Defekte

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl)

Flächen

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Hersteller

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

S/W-, Farb-, Zeilen-, Matrix-, Progressive Scan-Kamera, andere

Auflösung des Sensors / Asynchron Reset 

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Schnittstellen: RS232 , RS422 , RS485 , USB

FireWire , CameraLink , Gigabit-Ethernet / GigE Vision

Ethernet , ASI , CAN , DeviceNet

Interbus , Profibus-DP , andere Feldbusse

Oberflächeninspektion

Vollständigkeitskontrolle:

Identifikation: Teileidentifikation

Identifikation: Schriftauswertung

Vermessungsauswertung

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

AIT Goehner GmbH

Stuttgart

0711/ 23853-0

www.AIT.de

Checker 4G

AIT Goehner GmbH

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Elektro, Kunststoff, 

Pharma, Lebensmittel

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, 

Qualitätssicherung, Montage, Verpackung

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation

�, -, -, �, �, 
128 x 101 bis 752 x 480 / �

-
bis zu 25.000 Inspektionen pro Minute

-, -, -, 
, , 

�, -, -, -
-, -, Profinet

Objekterkennung (Vorhandensein), 

Form- / Konturprüfungen

�

Asentics GmbH & Co. KG

Siegen

0271/ 30391-0

www.asentics.de

XR 653

Asentics

Pharma, Dokumentenhandling, Elektro

Produktionsüberwachung, Verpackung

Identifikation

�, -, -, �, �, 
1034 x 779 / �

-
bis 27 Codes/s (Vollbild), bis 55 bei Teilbild

bis 8 m/s

�, -, �, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 

Objekterkennung (Vorhandensein)

Logos, Druck- und Passermarken etc.

gedruckt

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Hersteller

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

S/W-, Farb-, Zeilen-, Matrix-, Progressive Scan-Kamera, andere

Auflösung des Sensors / Asynchron Reset 

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Schnittstellen: RS232 , RS422 , RS485 , USB

FireWire , CameraLink , Gigabit-Ethernet / GigE Vision

Ethernet , ASI , CAN , DeviceNet

Interbus , Profibus-DP , andere Feldbusse

Oberflächeninspektion

Vollständigkeitskontrolle:

Identifikation: Teileidentifikation

Identifikation: Schriftauswertung

Vermessungsauswertung

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de
Vision-Sensoren

Dies scheint sich mittlerweile geändert zu haben. So wurde

viel Aufwand bei den Herstellern betrieben, um die Bedien-

barkeit der Geräte nochmals deutlich zu vereinfachen. Dies

war möglich, da aufgrund der Geschwindigkeitsfortschritte

bei Prozessoren immer mehr Intelligenz in einen Vision-Sen-

sor gesteckt werden kann, so dass auch die Bearbeitung

von komplexeren Abläufe mit den Geräten möglich ist. Aller-

dings geht eine einfache Bedienbarkeit meist auch auf Kos-

ten der Einsatzfähigkeit der Produkte, so dass vor allem bei

Vision-Sensoren immer öfter auch Spezialprodukte für ganz

spezielle Anwendungsbereiche angeboten werden. (peb) �

Vision-Sensoren gibt es bereits seit mehr als zehn
Jahren auf dem Markt. Allerdings schien es zwi-
schenzeitlich, als ob die Produkte möglicherweise
noch zu komplex für den Automatisierungsanwen-
der ohne Bildverarbeitungskenntnisse wären.
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Cognex Germany Inc.

Karlsruhe

0721/ 958 8052

www.cognex.com

In-Sight 2000 Vision-Sensoren

Cognex

Automobilindustrie; Pharma; Konsumgüter; 

Medizintechnik; Elektronik

Fehlervermeidung; Defekterkennung; Inspektion

Teilelokalisierung; Teileinspektion; Messen; Zählen

�, -, -, -, , Bildverarbeitungssystem
640 x 480 Pixel / 

�, -, -, 
, , 

�, , , 

, , 

Datalogic Automation S.r.l.

Holzmaden

07023/ 7453-100

www.datalogic.com

Data VS2

Datalogic

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Holz, Kunststoff, 

Pharma, Lebensmittel, Chemie

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, Qualitäts-

sicherung, Montage, Verpackung, Abfülltechnik

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, Positionser-

kennung, Oberflächeninspektion, Messtechnik

�, -, -, �, �, 
640 x 480 / -

-

�, -, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 

Fehlstellen, Defekte, Druckqualität, Ausbrüche

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Teileidentifikation

1-dim, Abstände, Längen, Winkel

ipf electronic gmbh

Lüdenscheid

02351/ 9365-0

www.ipf.de

opti-check

ipf electronic gmbh

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Pharma

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, 

Qualitätssicherung, Montage, 

Verpackung, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung,

Identifikation, Positionserkennung

�, �, -, -, -, mit CCD-Sensor
752 x 480 / 

100

-, -, �, 
, , 

�, -, -, -
-, -, 

Fehlstellen, Defekte, Druckqualität, Ausbrüche

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Teileidentifikation

Maschine, gestanzt, gedruckt

Abstände, Längen, Winkel

Keyence Deutschland GmbH

Neu Isenburg

06102/ 3689-256

www.keyence.de

IV Series

Keyence

alle

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, 

Qualitätssicherung, Verpackung, 

Montage, Robotik

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, 

Positionserkennung

�, -, -, �, -, 
/ 

50

, , , 

, , 

, , , 

, , 

Pattern Search

Leuze electronic GmbH+Co.KG

Owen

07021/ 573-0

www.leuze.de

LxS 36

Maschinenbau

Fördertechnik, Montage, Verpackung, Robotik

Messtechnik, Positionserkennung

, , , , , 

/ 

, , , 

, , 

�, , , 

, �,  

Matrix Vision GmbH

Oppenweiler

07191/ 9432-0

www.matrix-vision.de

mvBlueGEMINI

Matrix Vision GmbH

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Holz, Pharma

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Sicherheitstechnik, Verpackung

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung,

Messtechnik, Identifikation, Position

�, �, -, �, �, 
1280 x 1024 / �

�

-, -, -, 
, , �

�, , , 

, , Profinet, EtherNet/IP, IO-Link

Fehlstellen, Defekte, Druckqualität, Farbkontr. usw.

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

�

gedruckt, Maschine, gestanzt

1-dim, 2-dim, Abstände, Längen, Flächen, Winkel

Balluff GmbH

Neuhausen

07158/ 173-0

www.balluff.de

BVS Balluff Vision Sensor

Balluff GmbH

Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektro, 

Pharma, Sondermaschinenbau, 

Kunststoff, Lebensmittel

Qualitätssicherung, Produktionsüberwachung, 

Fördertechnik, Verpackung, Montage, Robotik

Vollständigkeitsprüfung, Positionserkennung, 

Identifikation

�, -, -, �, -, Vision Sensor
640 x 480 / -

-
bis zu 50 Hz

3 m/s

�, -, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 

Fehlstellen, Defekte,  Druckqualität, Kratzer

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Mustererkennung 360°, Konturerkennung 360°

Abstände, Längen, Position, Drehlage

Baumer GmbH

Friedberg

06031/ 6007-0

www.baumer.com

VeriSens ID-Serie

Baumer

Verpackungstechnik, Maschinenbau, 

Handling, Lebensmittel und Getränke

Qualitätssicherung, Produktionsüberwachung / 

-steuerung, Verpackung, Robotik, Montage

Identifikation

�, -, -, �, �, 
752 x 480 / �

-
max. 50 Inspektionen / Sekunde

-, -, �, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 
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Marktübersicht Vision-Sensoren

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Hersteller

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

S/W-, Farb-, Zeilen-, Matrix-, Progressive Scan-Kamera, andere

Auflösung des Sensors / Asynchron Reset 

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Schnittstellen: RS232 , RS422 , RS485 , USB

FireWire , CameraLink , Gigabit-Ethernet / GigE Vision

Ethernet , ASI , CAN , DeviceNet

Interbus , Profibus-DP , andere Feldbusse

Oberflächeninspektion

Vollständigkeitskontrolle:

Identifikation: Teileidentifikation

Identifikation: Schriftauswertung

Vermessungsauswertung

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Vertrieb

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Hersteller

Branchenschwerpunkte

Anwendungsfeld

Aufgabenstellung

S/W-, Farb-, Zeilen-, Matrix-, Progressive Scan-Kamera, andere

Auflösung des Sensors / Asynchron Reset 

Pixelsynchroner Betrieb für subpixelgenaue Vermessaufgaben

Erfasster Durchsatz: Messwerte oder Teile bzw. Stück / Sek.

Erfasster Durchsatz: Geschwindigkeit m/s

Schnittstellen: RS232 , RS422 , RS485 , USB

FireWire , CameraLink , Gigabit-Ethernet / GigE Vision

Ethernet , ASI , CAN , DeviceNet

Interbus , Profibus-DP , andere Feldbusse

Oberflächeninspektion

Vollständigkeitskontrolle:

Identifikation: Teileidentifikation

Identifikation: Schriftauswertung

Vermessungsauswertung

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de
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VRmagic GmbH

Mannheim

0621/ 400416-20

www.vrmagic-imaging.com

IC3 Industrie Kamerafamilie

VRmagic Imaging GmbH

Maschinenbau, Sondermaschinenbau, 

Elektro, Holz, Kunststoff, 

Pharma, Lebensmittel;

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Verpackung, Montage, Abfülltechnik, 

Robotik, Sicherheits.

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung,

Messtechnik, Identifikation, Positionserkennung;

�, �, �, �, �,CMOS,Hyperspectral,InGaAs Variant

VGA bis 4.2MP (Custom Sensoren möglich) / �

�

�, -, -, Keine;
-, -, �

�, -, -, -
-, -, 

Fehlst., Defekte, Druckqualität, Farbkontr. usw.

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

1-D Barcodes, 2-D Barcodes, Matrix

Hand, Maschine, gestanzt, gedruckt

1-, 2-, 3-dim, Abstände, Längen, Flächen, Winkel;

Turck

Mülheim

0208/ 4952-0

www.turck.com

iVu Series TG

Banner Engineering

Automobilindustrie, Maschinenbau, Lebensmittel,

Pharma, Chemie, Sondermaschinenbau

Qualitätssicherung, Verpackung

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Positionserkennung

�, -, -, -, -, 
752 x 480 / -

-
Frames pro Sekunde: 100 max.

0.1 to 1.049 s je nach Speicherbelegung

�, -, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, EtherNet/IP, Modbus/TCP

Fehlstellen, Defekte, Ausbrüche

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Stemmer Imaging GmbH

Puchheim

089/ 80902-220

www.stemmer-imaging.de

Dalsa Boa Spot

Teledyne Dalsa

Lebensmittel, Pharma, Kunststoff

Produktionsüberwachung, Robotik, 

Verpackung,

Oberflächeninspektion, 

Positionserkennung,

�, , , , , 

bis zu 1280 x 960 Pixel / 

�, , , 

,  , 

�, , , 

, , 

Sick Vertriebs-GmbH

Düsseldorf

0211/ 5301-301

www.sick.de

Inspector I10/P30/I40/PI50/PIM60

Sick AG

Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektro, Holz,

Kunststoff, Pharma, Lebensmittel, Chemie

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Montage, Verpackung, Abfülltechnik, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung,

Identifikation, Positionserkennung

�, -, -, �,�

640 x 480 / -
-

bis 250 Hz

4 m/s (entfernungsabhängig)

-, -, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, Ethernet/IP, EtherCAT Variante

Fehlst., Defekte, Druckq. Kratzer, Lunker, Ausbrüche

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl),

Form- / Konturprüfungen (Arten)

Kontrast, Kanten, Muster, Polygone

Messung v. Kanten-, Kreis-, Objektabständen; usw.

SensoPart Industriesensorik GmbH

Gottenheim

07665/ 94769-0

www.sensopart.com

Visor Color

SensoPart Industriesensorik GmbH

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Kunststoff, 

Pharma, Lebensmittel

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Montage, Verpackung, Abfülltechnik

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, 

Positionserkennung

�, �, -, -, -, 
1280 x 1024 / -

-
70 Bilder/Sek.

�, �, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, Ethernet/IP, Profinet, beides intern

Fehlstellen, Farbkontrolle, Kratzer

Objekterkennung (Vorhandensein), 

Form- / Konturprüfungen (Kontur, Mustervergleich)

Maschine

2-dim, Abstände, Längen Al
le
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Pepperl+Fuchs GmbH

Mannheim

0621/ 776-1215

www.pepperl-fuchs.com

BIS510

Pepperl+Fuchs GmbH

Maschinenbau, Sondermaschinenbau

Qualitätssicherung, Produktionsüberwachung

Identifikation

�, , , �, , 

752 x 480 / 

, , , 

, , 

�, , , 

, , 

Omron Electronics GmbH

Langenfeld

02173/ 6800-451

www.industrial.omron.de

FQ2

Omron

Automobilindustrie, Maschinenbau, 

Sondermaschinenbau, Pharma, Lebensmittel, Elektro

Produktionsüberwachung, Fördertechnik, Montage, 

Verpackung, Abfülltechnik, Robotik

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Identifikation, Positionserkennung

�, �, , �, �, 

1,3 Mega Pixel, 760.000 Pixel, 350.000 Pixel / 

�

30

�, , -, USB 2.0
-, -, -

�, , -, -
, -, EtherCat, Ethernet IP, ProfiNet

Fehlstellen, Farbkontrolle, Ausbrüche, Defekte, Kratzer

Fläche, Kanten, Muster, Farben, 

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl)

Mustersuche, Grauwert oder kantenbasiert

2-Dim, Abstände, Längen, Flächen, Winkel

Polytec GmbH

Waldbronn

07243/ 604-1800

www.polytec.de/bv

VisionSensor

SensoPart

übergreifend

Anwesenheits-/Positionskontrolle, Vollständigkeitsprüfung,

Teileerkennung/-unterscheidung

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, 

Positionserkennung

�, �, -, �, �, 

736 x 480 / -
-

anwendungsabhängig

anwendungsabhängig

-, �, -, -
-, -, �

�, -, -, -
-, �, -

Fehlstellen, Farbkontrolle

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl), 

Form- / Konturprüfungen (Arten)

�

Maschine, gestanzt, gedruckt

2-dim, Abstände, Längen, Flächen, Winkel

Pulsotronic GmbH & Co. KG

Niederdorf

037296/ 930200

www.pulsotronic.de

Data VS2

Datasensor

Sondermaschinenbau, Holz, Pharma, 

Lebensmittel, Chemie, Maschinenbau, 

Automobilindustrie

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung, 

Verpackung, Fördertechnik, Montage

Oberflächeninspektion, Vollständigkeitsprüfung, 

Messtechnik, Identifikation, Position

�, -, -, �, -, 
640 x 480 / -

-
bis 60 Stück / Sek.

-, -, -, -
-, -, -

�, -, -, -
-, -, 

Fehlstellen, Defekte, Lunker, Ausbrüche

Rockwell Automation GmbH

Düsseldorf

0211/ 41553-0

www.rockwellautomation.de

48MS Multisight

Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Elektro

Produktionsüberwachung, 

Qualitätssicherung, Verpackung

Vollständigkeitsprüfung, Identifikation, 

Positionserkennung

�, -, -, �, -, 
640 x 480 / 

, , , 

, , �

�, , , 

, , 

Fehlstellen, Defekte, Kratzer, Ausbrüche

Form- / Konturprüfungen (Arten), 

Objekterkennung (Vorhandensein, Klasse Anzahl)
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Vision-Sensor mit Multishot-Funktion zur Höhenerkennung
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Vision-Sensor erkennt erhabene/vertiefte Objektdetails
Kleinste Höhenunterschiede

Erhabene oder vertiefte Objektdetails,
z.B. die geprägten Zahlen und Schriftzei-
chen auf einer Kreditkarte, lassen sich
mit klassischen Bildverarbeitungsmetho-
den nur schwer erfassen. Auch bei seitli-
cher Beleuchtung sind die Konturen in-
folge der entstehenden Überblendungen
und Schatten in der Regel nicht zuverläs-
sig erkennbar. Abhilfe schafft hier die
neue Multishot-Funktion der Visor-Vision-
Sensoren. Die Konturen treten nun klar
hervor, sodass die erhabenen oder ver-
tieften Buchstaben und Zahlen z.B. mit
der OCR-Funktion des Vision-Sensors
ausgelesen werden können. Weitere An-
wendungsbeispiele für Multishot sind das
Auslesen von direkt in Kunststoffoberflä-
chen eingespritzten Datamatrix-Codes,
die Erkennung von Beschädigungen wie

Dellen oder Kratzern oder die Detektion
erhabener Kleberaupen auf gleichfarbi-
gem Untergrund. Neu im Markt ist die
Möglichkeit, diese Technologie sogar
ausschließlich mit der internen Beleuch-
tung des Vision-Sensors zu betreiben.
Insbesondere bei der Erkennung von
kleinen Details, die aus geringem Ab-
stand aufgenommen werden, kann auf
die externe Beleuchtung verzichtet wer-
den. Dies spart Aufwand in der Verkabe-
lung, Platz und nicht zuletzt auch Geld.
Durch die Multishot-Technologie können
zudem wechselnde Hintergrundfarben,
wie sie z.B. in der Verpackungsindustrie
oftmals vorkommen, komplett aus der
Bildverarbeitung eliminiert werden – die
Auswertung basiert dann ausschließlich
auf den erkannten Höhenunterschieden.

Zu guter Letzt kann ein Vision-Sensor mit
der neuen Technologie neben dem Hö-
henbild auch jederzeit ein Bild mit klassi-
scher Beleuchtungskonfiguration aufneh-
men und auswerten, da zwischen Multi-
shot- und Standardbeleuchtung einfach
umgeschaltet werden kann. Damit lassen
sich auch Prüfungen mit den traditionel-
len Bildverarbeitungstools, wie z.B. Mus-
tervergleich, Konturerkennung, Ab-
standsmessung oder Codelesung reali-
sieren. Der optionale Multishot-Beleuch-
tungsring mit vier Flächenlichtern ist als
fertig montiertes Zubehörteil erhältlich.
Die Multishot-Funktion steht in den
neuen Visor-Geräten des Typs ‘Allround
Professional’ ab sofort zur Verfügung. �

www.sensopart.de

Der Multishot-Beleuchtungsring mit vier Flächenlichtern ist als fertig montiertes Zubehörteil für die Visor-Vision-Sensoren erhältlich. 
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Eine neuartige Beleuchtungstechnologie versetzt Vision-Sensoren erstmals in die Lage, vertiefte oder erhabene
Strukturen zuverlässig zu erfassen und auszuwerten.

Halle 4A
Stand 136

1          



Neuheiten Komponenten

Kundenspezifische 
Scheimpflug-Adapter

Anwendungsbereiche sind Messaufga-
ben, bei denen der Bauraum begrenzt
ist oder bei denen der senkrechte Blick
auf den Prüfling bereits durch eine an-
dere Optik benötigt wird.

Das Scheimpflug-Prinzip ermöglicht eine scharfe Abbildung bei schrägem Blick auf
ein Messobjekt. Durch Verkippung der Bildebene um einen bestimmten Winkel wird
die Wegdifferenz in Abhängigkeit der Feldposition kompensiert. Probleme vieler
handelsüblicher Scheimpflug-Adapter sind die mechanische Stabilität sowie die An-
passbarkeit an das notwendige Bildfeld und an den erforderlichen Kameraan-
schluss. Es hat sich bewährt, für bestehende Objektive einen individuellen, starren
Scheimpflug-Adapter zu berechnen und direkt am Objektiv zu integrieren. Nur so
erreicht man eine bestmögliche Konfiguration aus Abbildungsmaßstab, Sensoran-
schluss und Blickwinkel in Kombination mit einem stabilen Aufbau und einer hohen
Abbildungsleistung über das gesamte Feld.

Sill Optics GmbH & Co. KG • www.silloptics.com
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Intelligenter, digitaler Beleuchtungscontroller

Über den dazugehörigen
smart light-Webserver kön-
nen mehrere verschiedene
Beleuchtungen zentral von
einem Rechner aus verwal-
tet werden. 

Smart light ist eine intelligente Beleuchtungstechnologie, die robust ist gegen Anschlussfehler und bei der eine Fehlbedienung
ausgeschlossen werden kann. Die Beleuchtungen sind vor Überlastung geschützt und in der Lage, Warn- und Fehlermeldungen
an den Beleuchtungs-Controller abzusetzen. Das Konzept wurde beim digitalen Beleuchtungs-Controller vicolux DLC3005
umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen digitalen Ein-Kanal-Controller, der mit zusätzlichen Beleuchtungs-Controllern zu
einem Mehrkanalcontroller kombiniert werden kann. Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Gerät, auch aus der

Ferne betrieben, eingestellt und überwacht werden kann.
Vision & Control GmbH • www.vision-control.com
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www.planistar.de
planistar Lichttechnik GmbH · D-97267 Himmelstadt
Tel.:  0049 (0) 9364 80 60 0 · sales@planistar.de

Eigene Entwicklung und Fertigung – made in Germany – seit über 30 Jahren

LICHTTECHNIK FÜR DIE INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG

PDF-Katalog 
zum Downloaden 

Sonderkonstruktionen und Serienkomponenten 
LED-Flächenleuchten für Durchlichtanwendungen
LED-Flächenleuchten mit Kameradurchbruch
LED-Balkenleuchten, Linienstrahler und Strahler
Lichttunnel, Lichthauben, Koaxialleuchten, usw.
Beratung und Konstruktion

- Anzeige -

Single-Mode Faserkopplung 
zwischen Laserquelle und Optik

Zur Markteinführung werden Laser mit
den Wellenlängen 450 und 660nm bei
Leistungen bis zu 50mW angeboten

Das Lasermodul Flexpoint MV fiber garantiert ideale Strahlprofile für die 3D-Messtechnik,
denn die Lasereinheit inkl. Ansteuerungselektronik ist von der strahlformenden Optik ent-
koppelt. Die Bauteile sind mit einer singlemode Faser verbunden, wodurch Nebenmoden
im Strahl eliminiert und Streulicht in der Projektion vermieden wird. Dank der Faser kann
das Licht über eine große Distanz übertragen werden. Das ist ein Vorteil bei Platzproble-
men im System, denn Optikkopf und Lasereinheit können weit voneinander entfernt wer-
den. Zudem wird die thermische Drift des Laserstrahls vernachlässigbar klein.

Laser Components GmbH • www.lasercomponents.de
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Neuheiten Komponenten

Kombi aus
UV-Beleuch-
tung und
Spezialfilter

Ein System bestehend aus den
Lumimax UV-LED-Beleuchtun-
gen sowie perfekt darauf abge-
stimmten Objektiv- und Beleuch-
tungsfiltern ermöglicht eine pro-
zesssichere Umsetzung ver-
schiedenster Fluoreszenzanwen-
dungen. Die richtige Kombination
aus Filtern ermöglicht eine exakte
Trennung der Anregungs- und
Emissionswellenlänge und unter-
drückt damit störende UV-Refle-
xionen und Fremdlichteinflüsse.
Als Ergebnis erscheinen fluores-
zierende Merkmale im Prüfbild
hell leuchtend auf einem sonst
dunkeln Untergrund. Neben den
beiden LED Spots 3 und 5W,
sind der LED Flächenstrahler
LQ100, der Ringstrahler LR70
sowie die Balkenlichter LB125
LB250 und LB500 als UV365-
und UV400-Variante verfügbar. 

iim AG measurement + 
engineering

www.iimag.de

Prototypen-Unterstützung 
für die MIL-Software
MIL CoPilot dient zur Analyse- und Prototypenunterstützung der MIL Software. Als 64-bit
Windows Anwendung sorgt es für eine interaktive Umgebung zum Experimentieren mit MIL,
so dass Programmierer mehrere Lösungsansätze testen können, bevor Code erzeugt wird.
Das Iser Interface ist Bild-zentriert. Ein kontext-spezifisches ribbon-Menü erlaubt die inter-
aktive Konfiguration der MIL Bildverarbeitungs- und Analyse-Funktionen, womit der Ent-
wicklungsprozess vereinfacht
und Zeit eingespart wird.

Rauscher GmbH
www.rauscher.de

Eine Vielzahl von Utilities ermög-
licht es, verschiedene Aspekte von
Bildern zu studieren.
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Besuchen Sie uns

Stand 340, Halle 7A
22. bis 24.11.2016

MORE THAN A VISION.

Um die Realität sicher und zuverlässig zu erfassen, braucht es im industriellen 
Umfeld viel mehr als nur eine Vision. Mit SICK haben Sie die Wahl. Viele Dimen-
sionen, eine Philosophie: Ihre Kundenbedürfnisse stehen an erster Stelle. 
Selbst bei dynamischsten und herausforderndsten Aufgaben unterstützt SICK 
Sie beim Erreichen Ihrer Vision. Unsere große Auswahl an 2D- und 3D-Vision-
Sensoren basiert auf jahrzehntelanger Innovationsführerschaft im Bereich 
der Vision-Technologie und schafft weltweit zukunftsweisende Lösungen zur 
Positionierung, Erfassung, Inspektion und Qualitätskontrolle – oder alles zur 
selben Zeit. Unsere Technologieexperten sind weltweit in Ihrer Industrie, direkt 
in Ihrer Nähe. SICK-Vision-Sensoren erfassen Ihre Welt, wie sie wirklich ist. 
www.sick.de/more-than-a-vision

      

- Anzeige -
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Gemüseklassifizierung mit CPU/GPU-Kombination

36

APU-Systeme für Hyperspectral Imaging Anwendungen

Durch die immer höhere Auflösung der
Bildverarbeitungssysteme steigt zugleich
auch deren Detailgenauigkeit. Bei der
Bildauswertung werden deshalb mehr
Details sichtbar, die sich analysieren las-
sen. Immer kleinere Teilmengen visueller
Informationen werden so mit einer Mas-
ter-Vorlage abgleichbar. Allerdings müs-
sen die Systemprozessoren leistungsstär-
ker werden, um die Daten in Echtzeit zu
identifizieren, zu strukturieren und einzu-
ordnen. Sie sind die Basis, um fundierte
Entscheidungen über nächste Prozess-

schritte (z.B. Pass/Fail-Auswertungen,
Hold-Modus oder Neustart) zu fällen. 

Klassifizierung von 
Obst und Gemüse 

Am Beispiel der Einstufung von Ge-
müse in Güteklassen wird die Heraus-
forderung deutlich. Bei der Bewertung
der Produktqualität lässt sich die Ent-
scheidung über passieren lassen oder
aussortieren nicht mehr eindeutig tref-
fen: Die Produktstandards unterschei-

den sich von Land zu Land, und je
nach Jahreszeit variiert die Qualität des
Gemüses. Um den Ausschuss für den
Produzenten möglichst gering und
dabei die Qualität für den Kunden mög-
lichst hoch zu halten, sind optimierte
Algorithmen nötig. Für eine Qualitäts-
einstufung dieser Art ist das menschli-
che Auge und Gehirn nicht ausgelegt.
Das Unternehmen Qtechnology be-
schäftigt sich mit diesem Anwendungs-
feld und entwickelt intelligente Kameras
zur Klassifizierung von Obst und Ge-
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Bildverarbeitungssysteme, ob für industrielle oder nicht-industrielle Anwendungen, benötigen immer mehr Re-
chenleistung. Um den Anforderungen gerecht zu werden, bietet sich die Kombination von CPU (Central Proces-
sing Unit) und GPU (Graphics Processing Unit) in ein und demselben Die an – als APU (Accelerated Processing
Unit), wie sie z.B. AMD produziert. Ein weiterer Schritt wäre, die APU mit einem austauschbaren Grafikkarten-
Modul zu kombinieren.
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Bild 1 | Eine APU (Accelerated Processing Unit) auf
einem entsprechenden Embedded-Board, ist eine Kom-
bination von CPU und GPU in ein und demselben Die. 

Duale Prozessorkonzepte

           

müse. Die Geräte sind in der Lage, bis
zu 25t/h, also mehr als 250.000 Pro-
dukte, anhand von etwa 500.000 Bil-
dern zu analysieren. Bei einer durch-
schnittlichen Dateigröße von
6,2MB/Bild erfordert diese Analyse die
Auswertung von mehr als 2,5TByte an
Bilddaten pro Stunde und Maschine –
eine riesige Menge an Informationen,
die es zu verarbeiten gilt. Das Datenvo-
lumen mit einer singulären GigE-Verbin-
dung zu bewältigen, würde allein mehr
als sechs Stunden an Datentransferzeit
benötigen. Um dieses Problem mit ein-
fachen Algorithmen zu lösen, müssten
mehrere Produktionsetappen, eine hö-
here Anzahl von Kameras und eine grö-
ßere Produktionsfläche in den Fabriken
zum Einsatz kommen. Die Alternative
besteht darin, die höchstmögliche Pro-
zessorleistung zu nutzen – entweder als
zentrale Verarbeitungseinheit über eine
leistungsstarke Breitbandverbindung

oder als dezentrale Verarbeitungssys-
teme mit intelligenten Kameras. Daten
würden so in Echtzeit direkt in der Ka-
mera verarbeitet und nur noch die End-
ergebnisse an das finale mechanische
Bewertungssystem kommuniziert. Doch
wie sieht die technische Umsetzung
dieser Konzepte in der Praxis aus? Um
unterschiedliche Bilderkennungstechni-
ken nutzen zu können, setzt Qtechno-
logy in seinen Kameras austauschbare
Köpfe mit mehreren Sensor-Arrays ein.
Ein Hyperspectral Imaging (HSI) Kopf
ermöglicht beispielsweise den zerstö-
rungsfreien Nachweis von Lebensmit-
telqualität und -sicherheit. Herkömmli-
che Sichtungssysteme bestimmen Le-
bensmittelqualität und -sicherheit rein
durch externe physische Attribute wie
Konsistenz und Farbe. Dank HSI kann
die Lebensmittelindustrie weitere che-
mische und biologische Faktoren be-
rücksichtigen. Hierzu zählen beispiels-

weise die Berechnung des Zucker-,
Fett-, Feuchtigkeits- und Bakterienge-
halts in Produkten. Um qualitativ und
quantitativ hochwertige Produktbewer-
tungen in Echtzeit zu generieren, bedarf
es leistungsstarker Computer. Die An-
forderungen an die Rechenleistung
wachsen dabei exponentiell.

Heterogene Rechenleistung 

Um den Anforderungen heute und in
Zukunft gerecht zu werden, sind leis-
tungsfähige und skalierbare Prozesso-
ren erforderlich. Qtechnology nutzt in
seinen Kameras eine APU, die CPU und
GPU auf demselben Die kombiniert.
Das System kann folglich das aufwän-
dige Verarbeiten von Pixel-Daten in der
Anwendung an die GPU auslagern –
und zwar ohne dass es zu langen War-
tezeiten beim Datentransfer zwischen
den Prozessorkomponenten kommt.

Gemüseklassifizierung mit CPU/GPU-Kombination

OBJEKTERKENNUNG BILDERFASSUNG KLASSIFIZIERUNG 3D-VERARBEITUNG SUCHEN & LESEN OBERFLÄCHENINSPEKTION DRUCKINSPEKTION VERMESSEN RECORDING

  Innovative Objekterkennung

   Zertifi ziert für GigE Vision und 
USB3 Vision

  Windows und Linux OS

  Intel- und ARM-Plattformen

  GigE Filter Driver für Windows 10

Entdecken Sie eine der leistungs-
fähigsten Programmierbibliotheken 
für die Bildverarbeitung.
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zen. Dadurch lassen sich bestehende
Prozessorelemente verbessern und die
Rechenleistung entsprechend steigern.
Der Grafikprozessor, die GPU, ist eine
massiv-parallele Recheneinheit, die viele
verschiedene Befehle für große Daten-
sätze (in diesem Fall Pixel) gleichzeitig

ausführen kann. Genau deshalb sind
3D-Spiele auf Spielekonsolen oder dem
PC reibungslos darstellbar. Gleichzeitig
ist die GPU genau das, was für Ma-
chine Vision erforderlich ist. Wird die
APU mit einer externen, diskreten GPU
in einem Mobile PCI Express Module
(MXM) kombiniert, einem austauschba-
ren Grafikkarten-Modul, bietet das Er-

gebnis eine höhere Prozessorleistung.
Bei Bedarf können auch noch aufwän-
digere Bildverarbeitungsaufgaben erle-
digt werden. Software ist ein entschei-
dender Faktor in dieser Gleichung.
Dank der HSA lässt sich die gesamte
Abwicklungsplattform über einen Stan-
dard-Linux-Kernel steuern. Für die Ent-
wicklung neuer Betriebssystem-Kernels
ist dadurch weniger Support erforder-
lich. Das Yocto Project, ein Open-
Source-Projekt, bietet Vorlagen, Werk-
zeuge und Methoden für die Entwick-
lung individueller, Linux-basierter Sys-
teme für Embedded-Produkte. Der für
das umfangreiche x86-Ecosystem ver-
fügbare Support ermöglicht Unterneh-
men, Open-Source-Software und
Fremdbildverarbeitungs-Bibliotheken
wie OpenCV, Matlab und Halcon zu
nutzen. Fehlerbeseitigungs-Tools, War-
tezeitanalysen und die Profilerstellung
mit Linux-Tools wie perf oder ftrace sind
ebenfalls verfügbar.                              �

www.amd.com
www.qtec.com

Dies führt wiederum dazu, dass die
CPU Interrupts mit kürzerer Latenzzeit
bearbeiten kann, was letztlich die Echt-
zeit-Leistung des gesamten Systems
verbessert und so die steigenden Anfor-
derungen heutiger Bildverarbeitungs-
systeme erfüllt. Das Herzstück des he-

terogenen Computings ist das Pairing
verschiedener Processing Engines auf
einem Die. Auf diese Weise lässt sich
die optimale Rechenleistung bereitstel-
len. Die HSA Foundation (Heterogene-
ous System Architecture) wurde 2012
eigens gegründet, um die Branche bei
der Definition offener Spezifikationen für
Prozessoren und Systeme zu unterstüt-

Gemüseklassifizierung mit CPU/GPU-Kombination

Autor | Stephen Turnbull, Director of Verti-
cal Markets bei AMD Embedded Solutions 

“GPU ist genau das, 
was für Machine Vision 

erforderlich ist.“
Stephen Turnbull, AMD Embedded Solutions
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Bild 2 |Mit den intelligenten Kameras von Qtechnology lässt sich Obst und Gemüse klassifizieren. Die
Kamera kann mit unterschiedlichen Kameraköpfen ausgestattet werden, u.a. für Hyperspectral Imaging.
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Jeff Bier’s Column: Why Depth Sensing Will Proliferate
Going Deep

When we think about embedded vision
(or, more generically, computer vision),
we typically think about algorithms for
identifying objects: a car, a curb, a pe-
destrian, etc. And, to be sure, identify-
ing objects is an important part of visual
intelligence. But it’s only one part. Par-
ticularly for devices that interact with the
physical world, it’s important to know
not only what objects are in the vicinity,

but also where they are. Knowing where
things are enables a camera to focus
on faces when taking a photo, a va-
cuum cleaning robot to avoid getting
wedged under the sofa, and a factory
robot to safely collaborate with humans.
Similarly, it’s often useful to know the
size and shape of objects – for exam-
ple, to enable a robot to grasp them.
We live in a 3D world, and the location,
size and shape of an object is a 3D
concept. It’s sometimes possible to
infer the depth dimension from a 2D
image (for example, if the size of the
object is already known), but in general,
it’s much easier to measure the depth
directly using a depth sensor. Histori-
cally, depth sensors have been bulky
and expensive, like the LiDAR sensors
seen on top of Google’s self-driving car

prototypes. But this is changing fast.
The first version of the Microsoft Kinect,
introduced in 2010, showed that it was
possible – and useful – to incorporate
depth sensing into a consumer product.
Since then, many companies have
made enormous investments to create
depth sensors that are more accurate,
smaller, less expensive and less power
hungry. Other companies (such as Goo-

gle with Project Tango and Intel with
RealSense) have invested in algorithms
and software to turn raw depth sensor
data into data that applications can use.
And application developers are finding
lots of ways to use this data. One of my
favorite examples is 8tree, a start-up
that designs easy-to-use handheld de-
vices for measuring surface deformities
such as hail-damage on car bodies.
And augmented reality games in which
computer-generated characters interact
with the physical world can be compel-
ling. There are many types of depth
sensors, including stereo cameras, time
of flight and structured light. Some of
these, like stereo cameras, naturally
produce a conventional RGB image in
addition to depth data. With other
depth sensor types, a depth sensor is

often paired with a conventional image
sensor so that both depth and RGB
data are available. This naturally raises
the question of how to make best use
of both the RGB and the depth data.
Perhaps not surprisingly, recently re-
searchers have successfully applied ar-
tificial neural networks to this problem.
The more our devices know about the
world around them, the more effective

they can be. Depth is a key aspect of
visual perception, but one that’s been
out of reach for most product desig-
ners. Now, thanks to improvements in
depth sensors, algorithms, software
and processors, it’s becoming increa-
singly practical to build incorporate sen-
sing into even cost- and power con-
strained devices like mobile phones.
Look, for example, at Apple�s just-an-
nounced iPhone 7 Plus, along with
other recently-introduced dual-camera
smartphones such as Huawei’s P9, Le-
novo’s Phab2 Pro, LG’s G5 and V20,
and Xiaomi’s RedMi Pro.                 �

www.embedded-vision.com

If you’ve read recent editions of this column, you know that I believe that embedded vision – enabling devices to
understand the world visually – will be a game-changer for many industries. For humans, vision enables many di-
verse capabilities: reading your spouse’s facial expression, navigating your car through a parking garage, or threa-
ding a needle. Similarly, embedded vision is now enabling all sorts of devices to be more autonomous, easier to
use, safer, more efficient and more capable.

Author | Jeff Bier, Founder of the Embed-
ded Vision Alliance and president BDTI

„Depth is a key aspect of visual perception,
but one that’s been out of reach for most product designers.“ 

Jeff Bier, Embedded Vision Alliance
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Echtzeit-Datenspeicherung über SSD-Laufwerke

Big Vision Data

Obwohl industrielle Bildtechnologien
schon immer datenintensiv waren, explo-
dieren heute regelrecht die Anforderun-
gen an das Speichersystem von kamera-
basierter Steuerungssoftware. So besteht
in vielen industriellen Vision-Applikationen
oft die Notwendigkeit, große Mengen an
Informationen schnell mit dem Datenträ-
ger auszutauschen, vor allem wenn die
Datenkommunikation zudem in Echtzeit
laufen soll. Gegenüber vielen anderen in-
dustriellen Bereichen stößt man speziell
im Vision-Bereich oft auf anspruchsvolle
Herausforderungen bezüglich des Daten-
managements. Durch speicherintensive
Datenquellen wie Kameras und Hochleis-
tungssensoren sowie den zunehmenden
Einsatz von Multikamerasystemen wer-

den auch die angeschlossenen Speicher-
medien immer wichtiger. Mit steigenden
Auflösungen und Frameraten lassen sich
Kamerafunktionen in immer mehr Berei-
chen integrieren und ermöglichen so ei-
nige Anwendungen überhaupt. Aufgrund
dieser qualitativen und quantitativen Ent-
wicklung ist Big Data somit auch für die
industrielle Bildverarbeitung bereits ein
entscheidendes Thema.

Softwarebasierte 
Speicherlösung

Angesichts der immensen Datenmengen
können viele angeschlossene Speicher-
systeme eine nahtlose und verlustfreie
Datenerfassung oft nicht gewährleisten

und werden zum Flaschenhals. So sto-
ßen die Speichermechanismen von
Rechnern in Bereichen wie Automobil-
technik, Qualitätssicherung oder Produk-
tion, die mit echtzeitgestützten Kamera-
funktionen arbeiten, schnell an ihre Gren-
zen, wenn Bilderfassung und -verarbei-
tung hochwertiger werden. Selbst SSD-
Laufwerke mit NVMe-Spezifikation sind
zwar hardwareseitig für Big-Data-Anfor-
derungen geeignet, die Standardtreiber
sind jedoch nicht optimiert für extreme
Speicheraufgaben. Das neue Storage
Module stellt als Teil des Echtzeitsystems
RealTime Suite hier eine Lösung für die
vermehrte Nachfrage nach einem leis-
tungsfähigen Speichersystem dar. Das
Softwaremodul ermöglicht SSD-Laufwer-

Das Storage Modul ermöglicht SSD-Laufwerken mit NVMe-Schnittstelle Datendurchsatzraten
von deutlich über 1GByte/s, selbst im Dauerbetrieb, zu erreichen.

Bild: Kithara Software GmbH

Es besteht kein Zweifel: Big Data ist auch in der Bildverarbeitung angekommen. Doch wie können die unglaubli-
chen Datenmengen überhaupt noch zeitnah gespeichert werden? Ein neues Storage Module gibt eine Antwort.

         

ken mit NVMe-Schnittstelle Datendurch-
satzraten von deutlich über 1GByte/s,
selbst im Dauerbetrieb, zu erreichen.
Dies schließt sowohl das Schreiben als
auch Lesen der Daten in Echtzeit mit ein.
Durch hochoptimierte Echtzeit-Treiber für
das NVMe-Protokoll lässt sich mit dem
Storage Module so das volle Potential
der SSD-Hardware bezüglich Lese- und
Schreibgeschwindigkeiten nutzbar ma-
chen. Verwendet wird das UDF-Dateisys-
tem, das auch plattformübergreifend die
besten Leistungseigenschaften aufweist.

Überschneidende 
Anwendungsbereiche

Eingesetzt wird das Storage Module be-
reits in der Automobilentwicklung, wie
z.B. bei der Entwicklung und dem Testen
von automatisierten Fahrzeugsteuerun-
gen wie Assistenzsysteme oder auto-
nom fahrende Automobile. Da sich hier

mehrere Anwendungsbereiche über-
schneiden (Bildverarbeitung, Computer
Vision, Messtechnik, integrierte Fahr-
zeugsoftware), sind die Anforderungen
an das Datensystem entsprechend
hoch. So würde beispielsweise ein Prüf-
stand für eine mehrfach-kamerage-
stützte Fahrzeugsteuerung, die zudem
Echtzeit-Bildverarbeitung verwendet, mit
einem riesigen Datenvolumen konfron-
tiert werden, welches vom Speichersys-
tem eines herkömmlichen Entwicklungs-
PCs nicht mehr zu bewältigen wäre. Das
Storage Module wird deshalb verwen-
det, um die Entwicklungsplattform flexi-
bel und einfach integrierbar zu halten,
ohne auf ein leistungsfähiges Speicher-
system innerhalb einer Echtzeitumge-
bung verzichten zu müssen. So entfällt
die zeit- und kostenaufwändige Imple-
mentierung spezialisierter Hardwarelö-
sungen. Auch für anspruchsvolle Hard-
ware-in-the-Loop-Anwendungen, die

durch originalgetreue Simulation von Re-
albedingungen erhebliche Datenaufkom-
men haben, eignet sich das Modul.

Einbettung in Echtzeitkontext

Innerhalb des Echtzeitsystems Real-
Time Suite stehen verschiedene Echt-
zeitanbindungen an relevante Kommu-
nikationsschnittstellen, Automatisie-
rungsprotokolle, Kamerainterfaces und
Automobilbussysteme zur Verfügung.
Alle diese Datenformate lassen sich mit
dem Storage Module speichern, um da-
tenintensive Echtzeitanwendungen für
eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
zu realisieren.                                    �

www.kithara.com

Speichermedien für die Bildverarbeitung mit 1Gbyte/s

Autoren | Uwe Jesgarz, Geschäftsführer,
und Martin Ebert, Marketing & PR, beide
Kithara Software GmbH

- Anzeige -
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Industrie-PC-Serie mit Mini-PCIe-Modulen

Extrem anpassungsfähig

Die integrierten Kamera-Controller für
PoE (Power-over-Ethernet, gemäß IEEE
1588- und IEEE 802.3af) und USB3.0
ermöglichen die kompakten Gehäuse
der AIIS-Geräte (Advantech Intelligent
Inspection Systems). Jeder Port besitzt
einen zugeordneten Controller, um die
Bandbreite für Bildverarbeitungsaufga-
ben zu maximieren, Bildverlusten vorzu-
beugen und die Installation wirtschaft-
lich und einfach zu machen. Advantech
bietet für die Geräte eine globale Garan-
tie mit lokalen RMA-Diensten (Return
Merchandise Authorization). Alle Pro-
dukte werden mit UL-, CCC-, CE- und
FCC-Zertifizierungen ausgeliefert. Für
besonders robuste Systeme wurden die
lüfterlosen Modelle 1200P/U und 5410P
entwickelt, die sich durch einen beson-
ders kompakten Aufbau auszeichnen.

Der erweiterte Betriebstemperaturbe-
reich von -20 bis +60°C sowie die Ver-
sorgungsspannung von 9 bis 36VDC
machen die Geräte ideal für den rauen
Industrieeinsatz. Für High-End-Anwen-
dungen wurden die Modelle 3400P/U
und 3410P/U entwickelt, die mit einem
Intel Core I–Prozessor der sechsten Ge-
neration sowie vier GigE PoE und USB
3.0–Kameraschnittstelle ausgerüstet
sind. Zusätzlich zur hohen Rechenleis-
tung verfügt das Modell 3410P/U über
ein flexibles Backplane-System, wel-
ches einen schnellen Wechsel von PCI
zu PCIe erlaubt und damit die Integra-
tion zusätzlicher Karten ermöglicht. Die
Geräte AIIS-5410P und AIIS-3410P/U
bieten die Möglichkeit zum Anschluss
eines iDoor-Moduls, d.h. neben dem
PCI- oder PCIe-Steckplatz ist auch ein

iDoor-Steckplatz für zusätzliche I/Os
vorhanden. Die iDoor-Technologie ist
ein neues Designkonzept auf Basis des
Mini-PCIe-Formates. Durch Nutzung
standardisierter Mini-PCIe-Module und
-Schnittstellen erhält der Anwender die
Möglichkeit, für verschiedene Applika-
tionen die jeweils geeignete I/O-Lösung
zu konfigurieren. Die Module enthalten
Feldbusprotokoll, Digital-, Analog- und
Erweiterungs-I/Os, intelligente Sensorik,
Kommunikationstechnik und Speicher.
Die vielfältigen Anpassungsmöglichkei-
ten der IPCs zusammen mit dem einfa-
chen Komponentenaustausch gibt Sys-
temintegratoren die Möglichkeit, ihre ei-
genen Projekte auf die Bedürfnisse der
Kunden auszurichten. �

www.advantech.com

Bild: Advantech Europe BV

Die Industrie-PCs der AIIS-Serie erfüllen die Anforderungen an Geräte für Applikationen wie Automated Optical
Inspection, Vision Guided Robotics, Lageüberprüfung oder Waferinspektionen. Mit ihrem USB3.0-Vision-Interface,
PoE und leistungsstarken I/O-Schnittstellen bietet sie hohe Rechenleistung bei niedrigem Energiebedarf und eine
weltweite Garantie von zwei Jahren mit einer Option auf fünf Jahre.

Der 3410P/U ist für High-End-Anwendun-
gen ausgelegt. Er hat ein flexibles Back-
plane-System, welches einen schnellen

Wechsel von PCI zu PCIe erlaubt.
Halle 7
Stand 193

1          
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Neuheiten Embedded Vision & Industrie-PCs

Lowcost-Varianten für 
spezifische Anwendungsfälle

Das Zwillingskonzept vereint leistungs-
starke Hardware mit intuitiv bedienbarer
Software und ist auch für Anwendern
ohne Programmier-Knowhow geeignet.

Nicht jeder benötigt den vollen Funktionsumfang der Software im Zwillingskonzept aus
der Smart Camera mvBlueGemini und dem mvImpact Configuration Studio. Für diesen
Kundenkreis wurden jetzt zwei Lowcost-Varianten für spezifische Anwendungsfälle ver-
öffentlicht. Die Variante mvBlueGemini-Ident ist für das Lesen von Texten und Codes
gedacht, während die mvBlueGemini-Inspect für das Inspizieren von Objekten ist.

Matrix Vision GmbH • www.matrix-vision.de
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Flacher Box-PC 
mit sechs GigE-Ports

Zusätzlich zu den Video-Schnittstellen
DVI/HDMI und VGA unterstützen zwei
DisplayPorts 4K2K-Auflösungen bis zu
4.096×2.160 Pixel.

Der mit 77mm Bauhöhe besonders flachen Nuvo-5000LP (Low Profile) Embedded-
Controller überzeugt trotz der Vielzahl von Schnittstellen vor allem als systemintegrier-
ter Controller, der in Kabelkanälen, kleinen Schaltkästen und Maschinenschächten
Platz findet. Als Basis stehen verschiedene Intel-Prozessoren i7 (8M Cache, 3,4/4,0
GHz, 65W TDP), i5 oder i3 der Skylake-Generation zur Auswahl. Der Arbeitsspeicher
ist bis 32GB erweiterbar, die Festplattenkapazität bis zu 1TB (2,5“ SSD mit RAID-Un-
terstützung). Bis zu sechs GigE-Schnittstellen, von denen vier optional auch PoE mit
einer Gesamtleistung von 80W bieten, sorgen für maximale Bandbreite beim Daten-
austausch. Bis zu acht USB-Anschlüsse, davon 4xUSB3.0 sowie mehrere serielle
Schnittstellen stehen für die Datenkommunikation mit Peripheriegeräten bereit.

Acceed GmbH • www.acceed.de

Bild: Acceed GmbH

Highend-Industrie-PC mit PoE+

Über die PCI/PCIe Kassette, können
sowohl PoE+ Ports, als auch USB3.0
Schnittstellen erweitert werden.

Schnelle Intel i3/i5/i7 Prozessoren, LTE, WLAN, lüfterlos, Power over Ethernet (PoE+),
viele Schnittstellenoptionen, gepaart mit einem weiten Temperaturbereich; die neue
Alderamin Serie an Industrie-PCs lässt kaum Wünsche offen. Die Modelle der Aldera-
min-3386 Reihe bieten neben ihren zwei konventionellen Gigabit LAN Ports auch
4xIEEE 802.3at PoE+ Anschlüsse mit einem Power Budget von 80W. Mit bis zu
32GB, DDR4-2133 SODIMM Arbeitsspeicher und zwei Schächten für 2,5 Zoll
SSD/HDD steht ausreichend Leistung für nahezu jede Anwendung bereit. Die Fest-
platten können je nach Wunsch als RAID 0/1 konfiguriert werden. 

Welotec GmbH • www.welotec.com
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Embedded System mit 6. Gen Intel Skylake Plattform
Das lüfterlose Embedded Rechnersystem Serie BP-RCS-9000 mit 6. Gen Intel Skylake Plattform verfügt über mehrere I/O-An-
schluss, drei SIM-Buchsen für WiFi/3G/4G/LTE/GPRS/UMTS, vier Front-Zugänge SSD Tray, 4/2 PCI/PCIe-Erweite rungen und einem
6 bis 36V Power Eingang mit Überspannungsschutz. Der LGA1151 Sockel unterstützt Quad-Core 6. Gen Intel Core i7 / i5 i3-Pro-
zessor (Skylake-S) und hat den Intel Q170 Chipsatz, Dual-Channel-DDR4 2.133MHz bis zu 32GB Speicher. 

PLUG-IN Electronic GmbH  • www.plug-in.de
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ICP Deutschland GmbH

Reutlingen

07121/ 14323-11

www.icp-deutschland.de

Tank-860-Serie - mit 2,4,6 Slots

Bildverarbeitung, Embedded System, 

Steuerung, Regeln, Gateway

121* 205* 255

Embedded CPU Board

Intel Core I / Celeron

4 GB - 16 GB

HD, Flash, Wechselmedien

optional

-
optional

2, 6

8-bit digital I/O, 4-bit input /4-bi

-20 -  70°C

�

�

�

�

Microsoft Windows 8 Embedded,  

Microsoft Windows Embedded Standard 7 E

Ferrocontrol Steuerungssysteme GmbH & Co. KG

Herford

05221/ 966-0

www.ferrocontrol.de

E°PC B0202

HMI - Human Machine Interface, 

Visualisierung, Bildverarbeitung, Server, 

Messwerterfassung, Prozessführung

236* 246* 148

Intel Core i3/i5/i7 oder Celeron mit 2,2 GHz

4 GB - 16 GB

SATA-SSD, SATA-HDD;

500 GB

-
80 GB 

-
2, 8

0 -  45°C

-
-
-
-

Windows Embedded Standard 7

iesy GmbH & Co. KG

Meinerzhagen

02354/ 706550

www.iesy.com

eNUC Box I

Visualisierung, Messwerterfassung, 

Gebäudeautomation; Bildverarbeitung; 

Embedded System; Gateway; Server; Steuerung;

107* 112* 35

Embedded CPU Board

x86- & ARM-Architektur 

(z.B. Intel Atom, AMD, i.MX 6, etc.)

1 GB - 4 GB

HD, Flash, PCMCIA, Wechselmedien

16 GB

-
-  

-
2, 3

0 -  50°C

�

�

�

�

Linux, Windows: 7,8,10, Embedded, CE

Imago Technologies GmbH

Friedberg

06031/ 6842611

www.imago-technologies.com

VisionBox AGE-X for USB-cameras

Bildverarbeitung

75,5* 230* 163,5

Embedded CPU Board

i7-3612Q, i5-4400E, i5-3610ME, Celeron 1020E

2 GB - 16 GB

SSD

500 GB

�

32 GB -  256 GB

-
1x, 4x

optional

5 -  45°C

�

�

�

�

Windows embedded 7, 

Linux & RT-Linux (Debian 8)

Inco Industrial Computer GmbH

Alling

08141/ 8180280

www.joyance.eu

JOY-470 4HE FrontLoad RM Chassis

Bildverarbeitung, Gebäudeautomation, 

Messwerterfassung, Regeln, Steuerung

482* 177* 270

ATX

auf Kundenwunsch

auf  Anfrage

CD-ROM,-RW,DVD-ROM, Flash, PCMCIA, Wechselm.

auf  Anfrage

�

auf Anfrage

-
�, �

-  

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Aprotech GmbH

Nürnberg

0911/ 650079-55

www.aprotech.de

CamCollect 316

Bildverarbeitung;

255* 71* 240

Embedded CPU Board

Intel  Core i3/5/7; 3. Generation

4 GB - 16 GB

HDD/SSD; CF-Card;

-
32 GB -  4x 1 TB

-
16, 4

0 -  60°C

�

Windows 7 Pro; Windows Embedded Standard 7;

Windows 8.1 Pro Windows 10; Linux

Adlink Technology Inc.

Mannheim

0621/ 43214-0

www.adlinktech.com

MXE-1200 Series

industrielle Bildverarbeitung

210* 54* 170

All-in-one-Board

Intel Atom N270 1.6 GHz CPU

1 GB

HD

320 GB

-
-  8 GB

-
1, 4

0 -  50°C

�

Automata GmbH & Co. KG

Ried

08233/ 7916-0

www.cannon-automata.com

B5 - Wallmount PC

Visualisierung, Bildverarbeitung, 

Meßwerterfassung, Maschinen - Anlagen Server,

Gebäudeautomation, etc.

332* 145* 298

ATX

Intel i-Serie i3, i5, i7

2 GB

SSD, HD

250 GB

-  

-
2, 12

-  

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Vertrieb / Hersteller

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Einsatz

Breite * Höhe * Tiefe

CPU-Board

Prozessor/Prozessoren

Arbeitsspeichergröße Grundausstattung - Maximal

Massenspeicher

Festplattengröße Grundausstattung - Maximal

Nichtrotierende Massenspeicher serienmäßig

Nichtrotierende Massenspeichergröße

Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ethernet , USB

Feldbusse onboard

Arbeitsbereich

Lüfterloser Betrieb möglich

Überwachung der Temperatur

Watchdog für laufenden Betrieb

Diagnose/Statusanzeige

Betriebssystem-Support

Vertrieb / Hersteller

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Einsatz

Breite * Höhe * Tiefe

CPU-Board

Prozessor/Prozessoren

Arbeitsspeichergröße Grundausstattung - Maximal

Massenspeicher

Festplattengröße Grundausstattung - Maximal

Nichtrotierende Massenspeicher serienmäßig

Nichtrotierende Massenspeichergröße

Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ethernet , USB

Feldbusse onboard

Arbeitsbereich

Lüfterloser Betrieb möglich

Überwachung der Temperatur

Watchdog für laufenden Betrieb

Diagnose/Statusanzeige

Betriebssystem-Support

IPCs für
Vision

So gab es auf der VISION 2016

bereits zum zweiten Male den

Gemeinschaftsstand IPC4Vi-

sion, auf dem verschiedene

IPC-Hersteller ihre Produkte

präsentiert haben. (peb) �

Viele IPC-Hersteller be-
schäftigen sich mit dem
Thema Vision.

Direkt zur 
Marktübersicht auf 
www.i-need.de/22

M             
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Bressner Technology GmbH

Gröbenzell

08142/ 47284-70

www.bressner.de

ADLI MXC-6300 Series

HMI, MMI, Steuerung, Server, mobiler Einsatz, 

Embedded System, Visualisierung, 

Messwerterfassung, Gateway, Prozessführung, 

Regeln, Gebäudeautomation, Bildverarbeitung

172,5* 213* 225

Embedded CPU Board

Intel Core i3/i5/i7 Ivy Bridge CPUs

2 GB - 16 GB

Flash, HD

120 - 640

512 -  256000

�

2, 6

-20 -  60°C

�

�

�

�

Linux, Windows XP, Windows 7, Embedded XP, CE

CRE Rösler Electronic GmbH

Hohenlockstedt

04826/ 37666-43

www.cre-electronic.de

I-Line advanced

Bildverarbeitung

524* 355* 28/58

Embedded CPU Board

Quad Atom bis Core i7 5. Generation

4 GB - 8 GB

HD/SSD

500 GB - 2000 GB

-
-  

�

2, 2

0 -  50°C

�

�

�

Windows, Linux

Industrial Computer Source (Deutschland) GmbH

Pulheim

02234/ 98211-043

www.ics-d.de

Nuvo-6000

Embedded System; Gebäudeautomation; 

Messwerterfassung; Visualisierung; 

Steuerung; Bildverarbeitung;

184* 225* 174

All-in-one-Board

Intel Core i7-6700TE, i5-6500TE, i3-6100TE, 

Intel Pentium G4400TE, Intel Celeron G3900TE

16 GB

-  

2, 4

-25 - 60°

�

IPC2U GmbH

Langenhagen

0511/ 807 259 0

www.ipc2u.de

VTC-7240

Bildverarbeitung; Embedded System; 

Gateway; Gebäudeautomation; 

HMI - Human Machine Interface; 

Messwerterfassung;

260* 79.5* 206

Intel Core i7-5650U

2 GB - 16 GB

-  

2x, 4x

-30 -  60°C

�

Windows 7, Windows Embedded Standard 7, 

Windows 8, Windows Embedded Standard 8, 

Linux kernel 3.x

IQ Automation GmbH

Wien

0043/ 1 54 55 9720

www.iq-automation.eu

FlatMan PC

HMI, Visualisierung, Messwerterfassung, 

Gebäudeautomation, Embedded System, 

MMI - Machine to Machine Interface, 

Bildverarbeitung

* * 48

Embedded CPU Board

Intel Atom, Celeron, ThinClient, 

Core 2, Core 4, I3, I5, i7

4 GB - 32 GB

SSD, HDD, CF II,

64 GB - 2 TB

�

64 GB -  1 TB

�

2, 6

optional, CAN, Profibus,

0 -  50°C

�

�

�

�

Linux, Windows / 7 / 8,1 / 10 / 

Windows embedded

ISH Ingenieursozietät GmbH

Kreuztal

02732/ 5599-0

www.ish-gmbh.com

C1400L - 4 HE Rack-PC

Steuerung, HMI, Server, Visualisierung, 

Messwerterfassung, Gateway, Regeln, 

Gebäudeautomation, Bildverarbeitung, 

Kamerasysteme

483* 178* 450

Intel Core2Duo, Core 2 Quad / Intel Mobile 

Core Solo/Duo, Intel i3 - i5  i7 Familie

1024 - 8192 MB

DVD-ROM,DVD-Bre.,CD-ROM,CD-RW, HD, Wechsel.

160 - 2000GB

-
-  

-
2, 4

5 -  50°C

�

�

�

�

Windows10, Windows8, Windows XP, Windows 7,

Windows 2003, Windows NT 4.0

B&R Industrie-Elektronik GmbH

Bad Homburg

06172/ 4019-0

www.br-automation.com

Automation PC 2100

HMI, Steuerung, Embedded System, 

Bildverarbeitung, Visualisierung, Regeln

* * 

All-in-one-Board

Intel-Atom E38xx Single- bis Quad-Core

1 GB - 4 GB

Wechselmedien

120 GB

�

2 GB -  120 GB

-
2x, 2x

Powerlink, CAN

-  

�

Windows 7, Windows 8, Echtzeit OS

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Verl

05246/ 963-0

www.beckhoff.de

Industrie-PC C6930

Steuerung, Regelung, Prozessführung, 

Visualisierung, Messwerterfassung, 

Gebäudeautomation, industrielle 

Bildverarbeitung (Machine Vision), Server

89* 231* 119

proprietäres Format

Intel Celeron (2 Cores), Intel Core i3 (2 Cores), 

Intel Core i5 (2 Cores) oder Intel Core i7 (4 Cores)

2 GB - 16 GB

HDD, CFast, SSD

320 GB

�

4 GB -  128 GB

�

2, 4

�

0 -  55°C

-
�

�

�

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Eckelmann AG

Wiesbaden

0611/ 7103-0

www.eckelmann.de

E°PC B0202

HMI - Human Machine Interface, Visualisierung,

Bildverarbeitung, Server, 

Messwerterfassung, Prozessführung;

236* 246* 148

Intel Core i3/i5/i7 oder Celeron mit 2,2 GHz

4 GB - 16 GB

SATA-SSD, SATA-HDD;

500 GB

-
80 GB  

-
2, 8

0 -  45°C

-
-
-
-

Windows Embedded Standard 7

Extra Computer GmbH

Giengen-Sachsenhausen

07322/ 9615-267

www.exone.de

19 Zoll 2HE Industrie PC

Bildverarbeitung, Embedded System, 

Visualisierung, Steuerung

430* 89* 380

ATX

Intel i5-4590

4 GB - 32 GB

HD, CD-RW

120 GB SSD - 8 TB HDD

�

64 GB -  1 TB

-
2, 8

0 -  55°C

-
�

�

Windows 7, Windows 10, Windows Server, Linux

Janz Tec AG

Paderborn

05251/ 1550-0

www.janztec.com

Jipsy Atlantis/4/BP

Bildverarbeitung, Embedded System, Gateway, Ge-

bäudeautomation, HMI - Human Machine Interface,

Messwerterfassung, MMI - Machine to Machine Int.,

Prozessführung, Server, Steuerung, Visualisierung

482* 177* 445

Slot-CPU

Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Xeon

2x 4 GB - 32 GB

DVD-ROM, HD, Flash, Wechselmedien

�

2x 240 GB -  2x 1200 GB

-
2, -7

0 -  40°C

-
�

�

�

Windows Embedded Standard 7, 8, Windows 7,

Windows 8.1, Windows 10

Jentech Datensysteme AG

Jena

03641/ 629-0

www.jentech.de

Industriecomputer

Steuerung, Server, Embedded System, 

Messwerterfassung, Prozessführung, 

Regeln, Bildverarbeitung

* * 

ATX

CD-ROM,-RW, DVD-ROM,HD, PCMCIA, MO, Wechsel.

500 GB - 10 TB

-  

�

2, 4

-  

�

�

Linux, XP, Embedde XP, CE
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Marktübersicht Industrie-PCs für Vision

Smart In Ovation GmbH

Stuttgart

0711/ 255212-73

www.smart-in-ovation.de

SMARTcontrol IPC 12

Steuerung, Visualisierung, 

HMI, Bildverarbeitung

385* 265* 96

Embedded CPU Board

Intel Atom N2600

2 GB - 4 GB

Flash

4 - 128 GB

�

-  

1, 1

0 -  50°C

�

�

WIndows, Windows Embedded oder Linux

Siemens AG

Nürnberg

0911/ 895-0

www.siemens.de/panelpc

Simatic IPC477E

HMI, Visualisierung, Messwerterfassung, 

Steuerung, Bildverarbeitung, 

weitere Anwendungen

* * 

proprietäres Format

Intel Xeon E3-1505Lv5, Intel Core i5-6442EQ, 

Intel Core i3-6102E, Intel Celeron G3902E

2 GB - 16 GB

CFast, Solid-State Drive, HDD

�

2 GB -  240 GB

-
3, 5

Profinet

-  45°C

�

�

�

�

WES 7; Windows 7 Ultimate, 

Windows 10 IoT Enterprise

Spectra GmbH & Co. KG

Reutlingen

07121/ 14321-0

www.spectra.de

Spectra PowerBox 1290 V.1

Bildverarbeitung, Embedded System, 

Steuerung, mobiler Einsatz, Visualisierung

200* 110* 250

All-in-one-Board

Intel Mobile Core i7-4700EQ 2,4 GHz, Intel QM87

8 GB - 16 GB

mSATA

120 GB - 1 TB

�

120 GB -  600 GB

-
2, 8

optional

0 -  45°C

-
�

�

�

Microsoft Windows 7 32/64bit, 

Professional, Windows 8

Stemmer Imaging GmbH

Puchheim

089/ 80902-220

www.stemmer-imaging.de

CVS Image Station

Bildverarbeitung, Embedded System, 

Visualisierung, Steuerung

481* 177* 553

ATX

6th Generation Intel Core i7 / 

Intel Xeon Processor E5 v4 Family

16 GB - 512 GB

HD, DVD-ROM, SSD, Flash

120 GB - 6 TB

�

120 GB -  2 TB

�

40, 40

0 -  60°C

�

�

�

�

Windows XP, Windows 7,8 und 10, Linux

Welotec GmbH

Laer

02554/ 9130-16

www.welotec.com

Vega-4A430-1-CEC - 19 Zoll

Bildverarbeitung, Server, Steuerung

483* 177* 450

ATX

Intel Xeon Prozessor E3-1225 v5 

4 Kerne max. 3,7 GHz Skylake Gen.

4 GB - 64 GB

-  

2, 10

0 -  50°C

-

Vertrieb / Hersteller

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Einsatz

Breite * Höhe * Tiefe

CPU-Board

Prozessor/Prozessoren

Arbeitsspeichergröße Grundausstattung - Maximal

Massenspeicher

Festplattengröße Grundausstattung - Maximal

Nichtrotierende Massenspeicher serienmäßig

Nichtrotierende Massenspeichergröße

Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ethernet , USB

Feldbusse onboard

Arbeitsbereich

Lüfterloser Betrieb möglich

Überwachung der Temperatur

Watchdog für laufenden Betrieb

Diagnose/Statusanzeige

Betriebssystem-Support

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de

Plug-In Electronic GmbH

Alling

08141/ 3697-0

www.plug-in.de

BP-IVH9000-PoER

Bildverarbeitung; Embedded System; 

Gateway; Gebäudeautomation; 

Messwerterfassung

260* 79* 155

All-in-one-Board

Intel Xeon E3-1505M v5 / Core i7-6820EQ / 

i5-6440EQ  Prozessor (Skylake-H)

2 GB - 32 GB

Flash; HD; Wechselmedien

-
16 GB -  1 TB

-
18, 5

-25 -  70°C

�

�

�

�

Linux; Windows 7/ 7 Embedded, 8, 10

Phoenix Contact Deutschland GmbH

Blomberg

05235/ 3-42384

www.phoenixcontact.com

BL Rackmount 4U

Bildverarbeitung, Messwerterfassung, 

Visualisierung

* * 

Intel Core i7-4770S 3.90 GHz; 

Intel Core i3-4330TE 2.40 GHz

8 GB - 16 GB

DVD-RW

0 - 4 TB

-
-  

2, 8

0 -  55°C

-

MS Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit (mehrsprachig),

Windows 7 Professional SP1, 64-bit (englisch)

Pro-face Deutschland GmbH

Solingen

0212/ 258260

www.pro-face.de

PS5000 BOX Type i7 Modell

Bildverarbeitung, Gateway, Gebäudeautomation,

HMI - Human Machine Interface, Messwert-

erfassung, MMI - Machine to Machine Interface,

Prozessführung, Steuerung, Visualisierung

103* 207* 254

All-in-one-Board

Core i7 4650U, 1.7 GHz

8 GB - 16 GB

HDD, CFast, SSD

500 GB - 1 TB

�

16 -  240 GB

-
2, 4

Modbus

0 -  45°C

�

Windows 7 Ultimate 64bit MUI / Emb.Standard 7

(Premium) 64bit MUI / Emb.8.1 Ind. 64 bit MUI

Pyramid Computer GmbH

Freiburg

0761/ 4514 720

www.pyramid.de

CamCube 6.0

Bildverarbeitung

320* 134* 317

Intel Core i3 / i5 / i7 Skylake 6. Generation

64 GB

SSD/HDD, optional im Wechselrahmen

�

-  

2, 6

10 -  45°C

Rauscher GmbH / Matrox Imaging

Olching

08142/ 44841-0

www.rauscher.de

Matrox Supersight

Bildverarbeitung, Gateway, Gebäudeautomation,

HMI - Human Machine Interface, Messwerterfas-

sung, MMI - Machine to Machine Interface, Prozess-

führung, Regeln, Server, Steuerung, Visualisierung

480* 178* 495

PICMG

2x Intel Xeon E5620 pro System Host Board (SHB),

bis zu 4 SHB pro Supersight System

12 GB - 48 GB

HD, CD-RW, DVD-ROM

250 GB

-
-  

-
2, 8

10 -  35°C

-
�

�

Windows 7 Professional 64bit 

for Embedded Systems

Vertrieb / Hersteller

Ort

Telefon

Internet-Adresse

Produktname

Einsatz

Breite * Höhe * Tiefe

CPU-Board

Prozessor/Prozessoren

Arbeitsspeichergröße Grundausstattung - Maximal

Massenspeicher

Festplattengröße Grundausstattung - Maximal

Nichtrotierende Massenspeicher serienmäßig

Nichtrotierende Massenspeichergröße

Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ethernet , USB

Feldbusse onboard

Arbeitsbereich

Lüfterloser Betrieb möglich

Überwachung der Temperatur

Watchdog für laufenden Betrieb

Diagnose/Statusanzeige

Betriebssystem-Support

Die vollständige 
Marktübersicht finden Sie auf

www.i-need.de
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Unterschiede ToF, Lasertriangulation und Stereo Vision

48

Verschiedene 3D-Verfahren und ihre Einsatzgebiete

3D in aller Munde

Stereo Vision & 
strukturiertes Licht

Stereo Vision arbeitet nach dem Prinzip
der menschlichen Augen. Zwei 2D-Kame-
ras nehmen zwei Bilder eines Objekts auf.
Dabei wird die gleiche Szene aus zwei ver-
schiedenen Positionen beobachtet und die
Tiefeninformation mit Hilfe des Triangulati-
onsprinzips zu einem dreidimensionalen
Bild zusammengesetzt. Fügt man struktu-
riertes Licht hinzu, werden die Einschrän-
kungen der Stereoskopie hinsichtlich ho-
mogener Flächen und schlechten Lichtver-

hältnissen deutlich reduziert. Mit Stereo Vi-
sion lassen sich im Nahbereich hohe Ge-
nauigkeiten erzielen. Jedoch werden dazu
Referenzmarken oder zufällige Muster auf
dem Objekt benötigt. Daher eignet sich
diese Technik im Produktionsumfeld in der
Regel nicht gut. In der Koordinatenmess-
technik oder der 3D-Vermessung von Ar-
beitsräumen hingegen, lassen sich viele
Stereoansätze finden. Unter Hinzunahme
von strukturiertem Licht wird Stereo Vision
auch für Industrieanwendungen interes-
sant, wenn eine hohe Prozessorlast sowie
höhere Kosten tolerierbar sind.

Lasertriangulation

Bei der Lasertriangulation werden eine
2D-Kamera und eine Laserlichtquelle
eingesetzt. Der Laser projiziert Linien
auf die Szene, die von einer 2D-Kamera
aufgenommen wird. Ändert sich die
Entfernung des Messobjektes, so än-
dert sich die Position der Laserlinie im
Kamerabild. Aus den Positionskoordina-
ten wird die Entfernung des Objektes
von der Laserlichtquelle berechnet. La-
sertriangulation ist das Mittel der Wahl,
wenn eine hohe Genauigkeit gefordert

Dank virtueller Realität mitten im Geschehen und in verschiedensten Welten unterwegs: 3D ist zurzeit in aller
Munde. Doch nicht nur Pokémon können mithilfe der dritten Dimension gejagt und gefangen werden, auch in der
Robotik, der Fabrikautomatisierung und im Medizinsektor eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten zum Lösen kom-
plexer Bildverarbeitungsaufgaben. 3D-Bildverarbeitung wird immer dann eingesetzt, wenn Volumen, Formen oder
die Position und Orientierung von Objekten analysiert werden sollen. 

Bild 1 | Fahrerlose Transportfahrzeuge sind ein mögliches Einsatzgebiet von Time-of-Flight-Kameras.
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ist oder unkooperative Oberflächen in
Kombination mit schwierigen Lichtver-
hältnissen vorherrschen.

Time-of-Flight (ToF)

ToF ist eine effiziente Technologie um
Tiefendaten zu gewinnen und Entfer-
nungen zu messen. Eine ToF-Kamera
liefert zwei Arten von Informationen für
jedes Pixel: den Intensitätswert (Grau-
wert) und den Abstand des Objektes
vom Sensor (Tiefenwert). Bei ToF wird
zwischen zwei verschiedenen Methoden
unterschieden: das Continuous-Wave-
und das gepulste ToF-Verfahren. Das
Continuous-Wave-Verfahren basiert auf
der Messung der Phasenlage einer hel-
ligkeitsmodulierten Lichtquelle. Die Sen-
soren, die bei diesem Verfahren genutzt
werden, sind relativ groß und verfügen
über eine geringe Auflösung. Das ge-
pulste ToF-Verfahren ermittelt die Entfer-
nung aus der Laufzeit von Lichtpulsen.
Dies erfordert eine sehr schnelle und
präzise Elektronik. Durch den techni-
schen Fortschritt ist die Erzeugung prä-
ziser Lichtpulse sowie deren exakte Ver-
messung inzwischen zu vertretbaren
Kosten möglich. Die hier eingesetzten
Sensoren verfügen über eine höhere
Auflösung verglichen zum Continuous-
Wave-Verfahren. Eine integrierte Licht-

quelle sendet Lichtpulse aus, welche auf
ein Objekt treffen und zurück zur Ka-
mera reflektiert werden. Es wird auf
Basis der Zeit, die das Licht unterwegs
war bis es nach der Aussendung auf
den Sensor trifft, die Entfernung und
somit der Tiefenwert für jeden einzelnen
Pixel berechnet. Dies macht eine echt-
zeitfähige Darstellung von Punktwolken
möglich und liefert zusätzlich ein Intensi-
tätsbild und ein Konfidenzbild, das zum
gleichen Zeitpunkt aufgenommen wird.
Prädestinierte Aufgaben für ToF-Kame-
ras sind Volumenmessungen, Palettier-
aufgaben sowie autonom fahrende
Fahrzeuge im Logistik- und Produkti-
onsumfeld. Des Weiteren eignet sich
eine ToF-Kamera im Medizinbereich für
die Positionierung und die Überwachung
von Patienten und in der Fabrikautoma-
tion beispielsweise für Robotersteuerun-
gen und Bin Picking-Aufgaben.

Fazit

Wie bei 2D-Kameras, gibt es auch bei
3D-Kameras nicht eine einzige Technolo-
gie zum Lösen aller Aufgaben. Die Anfor-
derungen müssen abgewogen werden,
um die optimale Technologie auszuwäh-
len. Bei der Entscheidung über die pas-
sendste Technologie für die gegebene
Anwendung sind folgende Fragen wich-

tig: Möchte ich die Position, die Form,
das Vorhandensein oder die Orientierung
von Objekten erkennen? Welche Genau-
igkeitsanforderung ist gewünscht? Wie
ist die Oberflächenbeschaffenheit des
Objektes? Wie ist der Arbeitsabstand
und die geforderte Geschwindigkeit? Au-
ßerdem müssen die gewünschten Kos-
ten und die Komplexität der angestreb-
ten Lösung zu den Gegebenheiten der
3D-Technologie passen. Zusammenge-
fasst wird deutlich, dass es bei der Wahl
der 3D-Technologie für die Bildverarbei-
tung nicht nur eine einzige richtige Lö-
sung gibt. Jede Anwendung ist anders.
Was bei der einen Anwendung eher eine
B-Priorität aufweist und zu Gunsten an-
derer Anforderungen etwas geringer
priorisiert werden kann, ist bei einer an-
deren Applikation die Top-Priorität, die
auch für einen höheren Preis oder zu
Lasten von anderen Spezifikationen
zwingend erfüllt sein muss. �

www.baslerweb.com

Unterschiede ToF, Lasertriangulation und Stereo Vision

Autorin | Jana Bartels, Product Manager,
Basler AG  

Bild 2 | Vergleich der einzelnen Technologien in Bezug auf wichtige Kriterien einer Machine Vision Anwendung.
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3D-Inline-Prüfsysteme zur Vermessung komplexer Formen

Flexible Inline-Familie

Die Qualitätskontrolle war lange Zeit das
Sorgenkind der Automobilindustrie: Berüh-
rende Inline-Prüfverfahren haben den gro-
ßen Nachteil, dass die Messung der Be-
wegung zwischen Nullpunkt und Oberflä-
che des zu prüfenden Teils leicht durch
Temperaturschwankungen und Vibratio-
nen verfälscht wird. Ein weiteres Problem
ist die vergleichsweise geringe Daten-
menge, da die verwendeten Sensoren re-
lativ unbeweglich sind und deshalb nur
wenige verschiedene Punkte abtasten,
also nur wenige Kriterien prüfen können.
Toleranzen von weniger als 0,01mm einzu-
halten, ist damit nicht möglich. Herkömm-
liche CCD-Linien- scanner erzeugen eben-

falls nur etwa 30 bis 40 Linien pro Se-
kunde, so dass auch dieses Verfahren den
Anforderungen nicht genügt. 

Analyse von Teilefamilien 
durch Digitalisierung

Das Prüfsystem von MS3D erlaubt ein
großes Spektrum unterschiedlicher Geo-
metrien zu überprüfen, ohne die Ma-
schine umbauen zu müssen. Das Verfah-
ren zeichnet sich zudem durch reprodu-
zierbare Gesamtergebnisses aus. Dafür
werden Laserstrahlen auf die Oberfläche
gerichtet und die Punkte mit Hilfe einer
Kamera digitalisiert. Mittels Triangulierung

wird anschließend der Abstand be-
stimmt. Pro Gerät werden mehrere dieser
Sensoren verbaut. Dadurch lassen sich
ganze Teilefamilien flexibel auf ihre Form
sowie die innere und äußere Geometrie
hin überprüfen. Wenn mehrere Sensoren
in Reihe geschaltet werden, lassen sich
verschiedene Abstände messen und ein
Konturprofil erstellen. Bewegt man die
Teile, wird die komplette Oberfläche digi-
talisiert, was eine zuverlässige Analyse
von Form- und Oberflächendefekten er-
laubt. Mit den verschiedenen Varianten
des Systems lassen sich z.B. Alternato-
ren, Rotoren und Statoren, die Umlenk-
rollen, Kolben, Zahnstangen, Schiebe-
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Die Formkonformität mechanischer Teile des Antriebsstrangs, insbesondere von Motor, Getriebe, Abgas- und
Lenksystem sowie Fahrwerk, ist für Funktion, Lebensdauer und Sicherheit des gesamten Fahrzeugs von höchster
Relevanz. Die daraus resultierenden strengen Anforderungen an das QM war Anlass, eine anpassungsfähige In-
spektionstechnologie zu entwickeln, mit deren Hilfe komplexe Teile direkt in der Produktionslinie oder an deren
Rand auf ihre 3D-Geometrie sowie Form- und Oberflächenfehler hin überprüft werden können.

Bild 1 | Bei ShapeInspection werden Laserlinien auf lange oder zylindrische Bauteile projiziert. 
Die Entfernungskoordinate z und die Position auf der y-Achse werden für jeden einzelnen 

Messpunkt berechnet. Durch die Bewegung der Teile können die dabei entstehenden 
Messpunkte digitalisiert und analysiert werden.
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muffen zur Synchronisierung sowie Ritzel und Zahnräder des
Getriebes in wenigen Sekunden kontrollieren. Auch die Lichtma-
schinen, das Schwungrad, die Steckverbinder, Ventile und Ven-
tilsitze, Getriebe-, Nocken- und Antriebswellen, die Nocken
selbst sowie Steuerriemen, Auspuffrohre und -töpfe können mit
den Geräten von MS3D vermessen werden. Je nach Kompo-
nente werden hierbei verschiedene Anlagen verwendet. 

Ein Prinzip, mehrere Maschinen

Die RollerInspection zur Überprüfung zylindrischer, konischer
und sphärischer Rollkörper existiert in zwei Versionen, einmal
als Gerät zum Nachweis von Oberflächenfehlern mit Tiefen bis
0,5µm und einmal in einer Version zur Kontrolle der 3D-Kon-
formität der äußeren Form. Die Anzahl der verschiedenen Ar-
tikel, die dabei mit Toleranzen von 0,2 bis 1µm auf Maß- und
Formgenauigkeit kontrolliert werden können, ist unbegrenzt.
Die ShapeInspection zur Kontrolle langer, flacher Teile, wie No-
ckenwellen, Einspritzdüsenkörper oder Automatik-Getriebe-
komponenten, erfasst mit Hilfe der berührungslosen Sensoren
innerhalb einer Sekunde mehr als 20Mio. Messpunkte und
verarbeitet diese in drei bis maximal 30 Sekunden. Bestimmen
lassen sich dabei u.a. Winkel, Durchmesser, Koaxialität, Höhe,
Symmetrie, Planheit, Lokalisierung oder Rundheit. 

Die Innengeometrie hohler Teile lässt sich durch das BoreIn-
spection-Prüfsystem kontrollieren, das Messungen im Inneren von
topf- oder rohrförmigen Teilen, wie durchgehenden oder blinden
Bohrungen mit und ohne Gewinde, auf 1µm genau vornimmt. Zu
den typischerweise kontrollierten Teilen gehören Gewindebohrun-
gen von M4 bis M300, Zylinderblöcke, interne Nuten, Rohre und
Einspritzdüsenkörper. In zwei bis zehn Sekunden werden dazu

100% Inline-Kontrolle von Teilefamilien

Autorin | Bettine Kuhnert, 
Fachjournalistin, München  

Bild 2 | Konstruiert für die Kontrolle von Bohrungen, wird bei BoreIn-
spection eine konfokale Messsonde in das Bohrloch eingeführt, das wäh-

rend der drehenden Abwärtsbewegung simultan vermessen wird.

- Anzeige -

KOWA 

InDesign

mehr als vier Millionen Messpunkte erhoben und in-
nerhalb einer Sekunde verarbeitet. Das Laden und
Entladen dauert jeweils weniger als eine Sekunde.
Ring- und zylinderförmige Drehteile lassen sich mit
der RingInspection-Reihe auf ihre externe und in-
terne Geometrie hin untersuchen. Ringe, Riemen-
scheiben, Wälzlagerringe, Kolben und ähnliche Ge-
genstände werden dabei anhand von drei Millionen
Messpunkten mit einer Präzision von 0,2 bis 1µm
vermessen. Die jüngste Entwicklung ist ein Prüfsys-
tem speziell für Getriebe, welches aus einer Koope-
ration mit verschiedenen Universitäten hervorging.
Mit der GearInspection kann z.B. eine Verzahnung
mit 23 Zähnen in weniger als zehn Sekunden kom-
plett in 3D vermessen werden. Für die Zukunft ist
außerdem eine Weiterentwicklung für die Inline-Prü-
fung von Getriebeachsen geplant.                       �

www.ms3d.eu
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3D-Laser-Volumenvermessung von Kohlehalden 
Jede Menge Kohle

Immer mehr Anlagenbetreiber von Roh-
materialhalden in Kraftwerksbereichen
oder der Schüttgutverarbeitung haben
damit begonnen ihre Maschinen (wie z.B.
Schaufelradbaggern) an den weltweit zu-
nehmenden Automatisierungsgrad anzu-
passen. Um die riesigen Maschinen au-
tomatisch betreiben zu können ist es not-
wendig, das Profil der Halden zu kennen.
Für diese Aufgabe eignet sich die 3D-La-
sertechnologie, da sie im Vergleich zu
Radarmessgeräten neben einer höheren
Messgenauigkeit (<30mm), dem weiten
Scanwinkel von 120° auch einen deutlich
größeren Messbereich (etwa 120m bei
10% Remission) besitzt. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass je Maschine oftmals nur ein

Laserscanner (zwei bei z.B. optionaler
Schaufelradtiefenmessung) eingesetzt
werden muss und trotz dem geringen
Hardwareaufwand zwei Halden (sowohl
im Stand als auch in der Fahrt) gleichzei-
tig vermessen werden können.

Haldenvolumenvermessung 

Das LaseBVH-System (Bulk Volume
Heap) für die Haldenvolumenvermes-
sung wird mit Hilfe von 3D-Laserscan-
nern der 3000D-S-13x Serie eingesetzt,
um Informationen über das Volumen,
3D-Profile oder die höchsten Punkte
einer Halde zu erhalten. Von den insge-
samt vier verschiedenen indischen Koh-

lelagern bei Adani wurden in Mundra
zwei Maschinen mit Laserscannern aus-
gestattet, mit denen dort insgesamt drei
Halden vermessen werden. Jeder 3D-
Laserscanner ist so montiert, dass er
von der Spitze der Maschine auf die
Halde blickt und dessen Profil scannt.
Die hieraus ermittelten Höhendaten wer-
den an die Cews Core-Software über-
tragen und in Verknüpfung mit den Infor-
mationen über die aktuelle Maschinen-
position sowie der Neigung des Schau-
felradbaggers visualisiert. Die erzeugte
3D-Darstellung des gesamten Halden-
profils wird innerhalb der Applikation mit
einem Null-Profil abgeglichen, das wäh-
rend der Kalibrierung bzw. Erst-Inbe-

Bild 1 | Die erzeugte 3D-Darstellung des gesamten Haldenprofils wird mit einem Null-Profil abge-
glichen, das während der Kalibrierung bzw. Erst-Inbetriebnahme ermittelt wurde. 
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Zwei Schaufelradbagger bei Adani wurden erfolgreich mit 3D-Lasermesssystemen für die Volumen- und Profiler-
mittlung von Kohlehalden im indischen Mundra in Betrieb genommen. Das System beinhaltet eine spezifische
Manager-Applikation, in der die Segmentierung der verschiedenen Halden sowie Volumen- und Gewichtsinfor-
mationen dargestellt sind.

          

triebnahme ermittelt wurde. Aus den ge-
sammelten Laserdaten errechnet die Soft-
ware das aktuelle Profil und Volumen der
Halde. Diese Informationen werden dann
an die SPS weitergeleitet, so dass von nun
an jede weitere Zufuhr oder Entnahme von
Material automatisch erkannt wird. Weitere
Filter-Algorithmen ermöglichen, dass im
Scanbereich befindliche Teile der Maschi-
nenkonstruktion (z.B. Kranausleger, Ver-
strebungen) ausgeschlossen werden kön-
nen und die Laserscanner nur die ge-
wünschten Messdaten liefern.

Tiefenbestimmung 
des Schaufelrades

Die Laserdaten beider Maschinen werden
an die Manager-Applikation weitergeleitet,
in der die verschiedenen Halden übersicht-
lich als gesamtes Lagerplatzabbild zusam-
mengefasst dargestellt werden, aber auch
eine Segmentierung der Halde möglich ist.
Bei der Inbetriebnahme wurden zusätzliche
Kundenwünsche erfüllt, so dass auch Ge-
wichtsdaten innerhalb der Manager-Appli-
kation berücksichtigt werden. Außerdem
wurden je Maschine jeweils zwei Laser-
scanner montiert, da die Tiefe des Schau-
felrades im Haldenmaterial während des
Abtragens bekannt sein musste. Über die
Höhe eines am Schaufelrad montierten
Referenzmarkers, kann die momentane

Tiefe des Schaufelrades bestimmt werden,
so dass immer eine optimale Material-
menge über das Förderband läuft und
zudem eine Volumenstrommessung durch-
geführt werden kann. Zudem ergab sich
durch den zusätzlichen Laserscanner ein
deutlich vergrößerter Schwenkbereich. Das
Messsystem kann über eine Dialogsteue-
rung oder den Konfigurationsassistenten
bedient werden. Wichtige Statusmitteilun-
gen werden protokolliert und für weitere
Dokumentationszwecke aufbereitet. Für
eine Integration in bestehende Produkti-
onsanlagen sind aktuelle Standard-Schnitt-
stellen (Ethernet, Profibus, RS422, RS232
etc.) verfügbar. Insgesamt besitzt die Soft-
ware-Applikation LaseBVH eine hohe Viel-
seitigkeit und kann für die Volumen- und
Profilvermessung verschiedenster Lager
von Schüttgut- oder Rohmaterialien (Kohle,
Eisenerz, Kies, Zement, Holzchips usw.)
angewandt werden. Auch in Lagerhallen
oder Bunkeranlagen befindliche Materialien
können so lückenlos und kontinuierlich er-
fasst werden.                                         �

www.lase.de

Schüttgutvermessung mittels 3D-Lasertechnologie

Bild 2 | Jeder 3D-Laserscanner ist auf den Schaufelradbaggern so montiert, dass er von der Spitze der
Maschine auf die Halde blickt und derren Profil scannt. 
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Autor | Christian Jagusch, Marketing Mana-
ger, Lase Industrielle Lasertechnik GmbH
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3D-Vision-Sensor für die Blisterkontrolle

Farbe und 3D in einem

Bereits 2006 suchte Scanware nach einer
Lösung zur Sicherstellung der korrekten
Befüllung von Blisterverpackungen. „Es
ging darum, die Qualität von versiegelten
Aluminiumblistern sicherzustellen. Um die
Qualität des Produkts nicht zu gefährden,
sollten kleinste Verformungen im Alumi-
nium festgestellt werden, die durch den
Transportprozess in der Maschine entste-
hen“, blickt Harald Mätzig, Geschäftsfüh-
rer bei Scanware, zurück. Um diese Auf-
gabenstellung zu lösen, wurden Versuche
mit S/W- und Farbkameras in Kombina-
tion mit verschiedensten Beleuchtungs-
techniken durchgeführt – leider erfolglos.
„Wir suchten nach einem Produkt, das
auf einer sehr schnellen Verpackungsma-

schine zum Einsatz kommen sollte.
Neben der hohen Auflösung war auch
eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
wesentlich“, so Mätzig. „Auf der Vision
2006 entdeckten wir die Streaming-Ka-
mera Ranger C50, die dann bemustert
wurde. Unsere Versuche waren erfolg-
reich und 2007 bauten wir die Kamera
auf eine Verpackungsmaschine auf, die
schließlich in der Produktion zur Qualitäts-
kontrolle eingesetzt wurde.“

3D-Kontrolle für Tabletten, 
Kapseln und Pulvermengen

Ab 2008 begann das Team mit der Wei-
terentwicklung der bestehenden Bild-

verarbeitungssysteme Lynx-Spectra
CL/HR auf Basis der Farbfüllgutkon-
trolle. Das daraus hervorgehende Sys-
tem Lynx-Spectra 3D ist ein hochauflö-
sendes, lasergestütztes Bildverarbei-
tungssystem zur 3D-Kontrolle der Geo-
metrie von Folie, Tabletten und Kapseln
auf unerwünschte Verformungen jegli-
cher Art, wie z.B. Druckstellen, Aus-
buchtungen oder Abplatzungen. Domi-
nik Hüfner, Systementwickler bei Scan-
ware, erklärt: „Das 3D-System besteht
aus einem Farbteil und einem 3D-Teil
mit der Streaming-Kamera Ranger C50,
um Produkte auf Farbe, Form und Volu-
men zu prüfen.“ Die Standardkonfigura-
tion der Kamera erfolgte mit einer x/y/z-

Produktkontrolle durch den Lynx-Spectra 3D, einem hochauflösendes, lasergestütztes Bildverarbeitungssystem
zur 3D-Kontrolle der Geometrie von Folie, Tabletten und Kapseln auf unerwünschte Verformungen.  

Bild: Scanware Electronic GmbH

Die Scanware Electronic GmbH fertigt Inspektionssysteme für die 3D-Qualitätskontrolle von pharmazeutischen
Produkten im Verpackungsprozess. Seit nunmehr zehn Jahren setzt die Bickenbacher Firma bei der Entwicklung
kundenspezifischer Lösungen auf den hochauflösenden 3D-Vision-Sensor Ranger. Die hohe Geschwindigkeit bei
der Übertragung der Zeilenprofile wird besonders schnell arbeitenden Verpackungsmaschinen gerecht.

Halle 7A
Stand 340

1          

Bild 2 | Lynx-Spectra 3D ist ein hochauflösendes, lasergestütztes Bildverarbeitungssystem zur 3D-
Kontrolle der Geometrie von Folie, Tabletten und Kapseln auf unerwünschte Verformungen. 
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Auflösung von ca. 0,1mm/Pixel bei
einer Bandgeschwindigkeit von bis zu
1,5m/s. „Diese Kamera erlaubt es uns,
3D-Daten in sehr hoher Geschwindig-
keit mit sehr hoher Qualität zu erzeu-
gen,“ so Hüfner. „Das eröffnet uns ganz
neue Möglichkeiten, Produktmerkmale
zu kontrollieren, die mit einer 2D-Ka-
mera einfach nicht erfasst werden kön-
nen. Erst eine zusätzliche Höhenkon-
trolle sorgt für eine sichere Erkennung
von Defekten an Produkt und Verpa-
ckung. Etwa wenn Tabletten hochkant
stehen, können sie beim Siegelprozess
die Siegelfolie durchstoßen und somit
den Blister beschädigen. Oder wenn
Tabletten in der Mitte auseinanderge-
brochen sind und nur eine Hälfte im
Blister liegt. Erst Ranger hat es möglich
gemacht, solche Defekte in der Höhe
und im Volumen sicher zu erkennen. So
können wir entsprechend mangelhafte
Produkte und Verpackungen dann auch
ausschleusen.“ Das Scanware-System
eignet sich sogar für die Kontrolle eines
dosierten Volumens kleiner Pulvermen-
gen in Aluminiumblisterstreifen. Die Er-
weiterung der bereits vorhandenen
Farbsysteme um die Streaming-Kamera
brachte mechanische und elektrische
Herausforderungen mit sich. So muss-
ten etwa die Ergebnisse der Kamera mit
dem Farbsystem verknüpft und an die
Maschine übergeben werden. Darüber
hinaus galt es, die Zeilenkameratechno-
logie der Ranger C50 in bestehende
und neue Verpackungsmaschinen ver-
schiedenster Hersteller zu integrieren.
Somit wurde die Kamera vollständig
unter dem Echtzeit-Betriebssystem
QNX implementiert. Die Bildgenerierung
erfolgt über ein Laser-Lichtschnittver-
fahren. Die Bildaufnahmegeometrie für
das Laserlichtschnittverfahren wurde in
einer Scanware-Beleuchtungseinheit
konstruiert, wobei sich die Baugröße
der Lasereinheiten durch Spiegelumlen-
kung verkleinern ließ. Die Nutzung der
Kamera setzte einen Framegrabber und
eine Multikamera-Mischkarte voraus,
welche die zeilenorientierte Bildübertra-
gung unterstützt. Da sämtliche Aus-

3D-Produktkontrolle in der Pharmaindustrie

Autorin | Stephanie Rott, Editorial Team, 
Sick AG

wertealgorithmen in-house entwickelt
wurden, konnte bei der Anpassung des
Systems an kundenspezifische Applika-
tionen ein hoher Grad an Flexibilität bei
gleichzeitig maximaler Performance er-
reicht werden.

3D- und Farbdaten 
pixelgenau überlagern 

Das neue System ist dank seiner Be-
nutzeroberfläche, die der vereinheitlich-
ten Menüstruktur aller Scanware-Sys-
teme entspricht, einfach bedienbar. Die
Bildverarbeitungsbibliothek ist um 3D-
Auswertealgorithmen erweitert. Zum
besseren Verständnis der Auswerteer-
gebnisse ist das System mit einer 3D-
Visualisierung ausgestattet. Das System
ist zertifiziert nach Laserschutzklasse 1
und bietet somit maximale Sicherheit für
den Benutzer. Die Ranger-Kamera ver-
fügt über eine MultiScan-Funktion, über
die sich eine Vielzahl weiterer Objekt-
merkmale wie z.B. Kontrast, Glanz und
Laserstreuung gleichzeitig messen las-
sen. Somit bietet sie eine bessere Er-
kennungsleistung bei kontrastarmen
Objekten wie z.B. grau auf Aluminium.
Aufbauend auf den langjährigen Erfah-

rungen, soll demnächst der neue Sys-
temtyp Lynx-Spectra 3D color, der eine
pixelgenaue Kombination von 3D- und
Farbdaten in einem ermöglicht, auf den
Markt gebracht werden. In diesem Sys-
tem kommt die 3D-Kamera ColorRan-
ger E zum Einsatz. „ColorRanger bietet
uns die Möglichkeit, 3D-Daten und
Farbdaten pixelgenau zu überlagern
und somit eine Auswertung von Farbe
und 3D in einem Durchgang zu ma-
chen,“ erläutert Dominik Hüfner. Gerade
die Reduzierung der Baugröße erlaubt
eine bessere Integration auf baulich be-
grenzten Maschinen und Anlagen. „Da
wir die Baugröße deutlich verkleinern
können, gewinnen wir zusätzliche Mög-
lichkeiten, kundenspezifische Systeme
noch kompakter zu gestalten. Denn
jetzt können Farbe und 3D in einem Ge-
häuse verbaut werden.“ �

www.sick.de
www.scanware.de
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Intelligente 3D-Sensoren für Elektronikinspektionen

Virtueller Sensor

Die steigende Nachfrage nach hohen
Auflösungen ist die Folge der schnellen
Innovationszyklen in der Unterhaltungs-
elektronik. Hier ist es notwendig jedes
Jahr mit einem neuen Design von
Handys, Tablets, Laptops oder Wearab-
les das nächste große Ding auf den
Markt zu bringen. Eine typische Heraus-
forderung, vor denen heutige Hersteller
stehen, ist die Inspektion von Änderun-
gen der Stufenhöhen und Spaltmaßen an
Teilen wie z.B. Handygehäusen, und dies

mit einer Genauigkeit von 1 bis 2µm bei
Produktionsgeschwindigkeit. Aufgrund
dessen müssen sich die Bildverarbei-
tungshersteller anpassen, um Inspekti-
onslösungen zu liefern, die im Produkti-
onstakt von neuen Mikromerkmalen in
Kleinteilen mithalten können.

X-Auflösung von 6µm

Um den Anforderungen des Unterhal-
tungselektronikmarktes nachzukommen,
wurde die Gocator 2400 Serie intelligen-
ter 3D-Sensoren eigens für die Qualitäts-
prüfung von Hochleistungselektronik und
Kleinteilen entwickelt. Herkömmliche 3D-
Lösungen sind auf Auflösungen von etwa
10µm beschränkt, während neue Pro-
duktdesigns Merkmale einführen, die weit
unter dieser Grenze liegen. Mit 6µm er-
möglicht der Gocator 2410 dank seiner
hohen X-Auflösung die Inspektion von
Merkmalen, wie z.B. dem Durchmesser
von Mikroverschlüssen, um die Zusam-

menführung und Montage von Teilen zu
gewährleisten. Dank ihrer 2MP-Kameras
und dem eingebauten Prozessor, erzeu-
gen die Sensoren höhere Datendichten
und ein größeres Sichtfeld. Dieses ist ein
entscheidender Faktor für eine effektive
Elektronikinspektion. Mit dem breiten
Sichtfeld kann ein einziger Sensor bei
einem Scanvorgang einen größeren Be-
reich inspizieren als bisher. Dies bedeu-
tet, dass für die Anwendung weniger
Sensoren notwendig sind, wodurch eine
deutliche Einsparung von Systemkosten
und eine Verringerung der Komplexität
erreicht wird.

Blaue Laser und 
kundenspezifische Firmware

Aufgrund der kürzeren Wellenlänge ist
die Leistung eines blauen Lasers auf
hochpolierten oder hochglänzenden
Oberflächen, wie sie häufig in der Elek-
tronik oder bei Kleinteilen auftreten,

Bild 1 | Dank seiner Auflösung von 6µm kann
der intelligente 3D-Sensor Gocator 2410 auch

kleinste Merkmale erkennen. 

Die große Konkurrenz im Bereich
der Unterhaltungselektronik hebt
die Anforderungen an Produktin-
spektionen bezüglich Wiederhol-
barkeit und Genauigkeit bis in den
Mikrometerbereich an. Dies treibt
Verfahren wie die 3D-Triangulation
an ihre Grenzen, auch was das
Scannen anspruchsvoller Oberflä-
chen betrifft, wie beispielsweise
von poliertem Metall oder Glas.
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besser als die eines roten Lasers. Auf
diesen Oberflächen entsteht bei roten
Lasern ein stärkerer Speckle-Effekt,
was beim Empfänger Rauschen hervor-
ruft und zur Minderung der Messgenau-
igkeit führt. Bei blauen Lasern ist auf-
grund der kürzeren Wellenlänge das
Rauschen gewöhnlich zwei- bis dreimal
geringer als bei roten Lasern, und das
Profil sauberer. Daher werden bei den
Modellen 2410 und 2420 blaue Laserli-
nien eingesetzt. Zudem bieten her-
kömmliche 3D-Sensoren vorprogram-
mierte Funktionen und Messungen. Der
Gocator ändert diesen traditionellen An-
satz, indem er es Entwicklern ermög-
licht, Messungen anzupassen, die in der
eingebauten Firmware laufen. Mit dem
Gocator Development Kit (GDK) können
Benutzer ihre eigenen maßgeschneider-
ten Messwerkzeuge in die Firmware in-
tegrieren, und dies mit den gleichen
Funktionen, wie die nativ integrierten
Werkzeuge. Gleichzeitig profitieren sie
von der webbasierten Benutzereinrich-
tung, welche eine 3D-Visualisierung und
Drag&Drop-Funktionen nutzt.

Testfeld mit 
virtuellem Sensor

Das Testen benutzerdefinierter Algorith-
men ist für die Durchführung von zuver-

lässigen Messungen wichtig. Für diese
Zwecke steht der Gocator Emulator zur
Verfügung. Der Emulator ist ein virtueller
Sensor, der als sichere Offline-Testumge-
bung benutzt werden
kann, um sicherzustel-
len, dass die Algorith-
men zuverlässig und für
die Inline-Produktionen
bereit sind. So bietet der
Emulator dem Program-
mierer die Möglichkeit,
Probleme an den aktuel-
len Einstellungen des
Sensors zu erkennen,
Verbesserungen zu ent-
wickeln und in einer si-
cheren Offline-Umge-
bung zu testen, bevor
die eigene maßge-
schneiderte Lösung auf
einen richtigen Sensor
übertragen wird. Für An-
wendungen bei denen
standardmäßig eine Zy-
kluszeit von einer Se-
kunde erforderlich ist,
kann die zusätzliche Be-
schleunigung der Daten-
verarbeitung für einige
Endkunden notwendig
sein, um die Vorgaben
für Qualitätskontrolle und

Durchsatz zu erreichen. Der Gocator Ac-
celerator (GoX) ist eine Windows PC-An-
wendung, mit der Anwender zusätzlich
die Rechenleistung eines PCs für ihre In-
spektionslösung verwenden können.
Dadurch erhöhen sich die Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten und senken
sich die Zykluszeiten, während Speicher-
beschränkungen aufgehoben werden
und es dem Benutzer ermöglicht wird,
auch große 3D-Punktwolken für Mes-
sungen und Inspektion in der erforderli-
chen Zykluszeit zu verarbeiten.           �

www.lmi3d.com/gocator

3D-Sensor mit höherer Auflösung und breiterem Sichtfeld

Bild 2 | Der Gocator Emulator erlaubt es, Applikationen offline mit einem virtuellen Sensor zu testen.

B
ild
: L
M
I T
ec
hn
ol
og

ie
s 
In
c.

www.vision-ventures.eu  info@vision-ventures.eu

The Art of M & A 

Vision Ventures führt Ihren Unternehmensverkauf zum Erfolg.
Nach allen Regeln der Kunst.

is in creating value.

     11 2    

Autor | Terry Arden, CEO, 
LMI Technologies Inc.
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Neuheiten 3D-Bildverarbeitung

Erkennen der Sitzplatzbelegung
mittels ToF

Im Gegensatz zu Videosystemen
nimmt ToF keine Bilddaten auf, son-
dern Umrissdaten eines Objektes.
Entsprechend bestehen keine Be-
denken bzgl. des Datenschutzes. 

Das ToF-System (Time of Flight) von Syslogic eignet sich zur Erkennung der Sitzplatz-
belegung im öffentlichen Verkehr. Die kompakte Kamera wird über der Sitzreihe mon-
tiert. Mittels einer Software erkennt das System, ob wirklich jemand auf einem Platz
sitzt oder ob nur eine Tasche auf dem Sitz abgestellt wurde. Entsprechend kann die
Auslastung eines Busses oder Zuges ermittelt werden, respektive es kann ermittelt
werden, in welchem Abteil noch freie Sitzplätze verfügbar sind. Eine mögliche Anwen-
dung wäre, Reisende bereits auf dem Bahnsteig zu den Wagons mit freien Sitzplätzen
zu führen. Die ToF-Kamera misst mit 16 Bildpunkten. 

Syslogic Datentechnik AG • www.syslogic.ch
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9MP Array Imager 
mit On-Board-Verarbeitung

Die Daten werden in Form von IO/NIO
oder als lesefreundliche, farbige Karte der
Abmessungsabweichungen präsentiert.

Die neue 9MP-Version des Cobalt Array Imager hat eine höhere Auflösung als das Vor-
gängermodell. Der Scanner verfügt über On-Board-Verarbeitung, Blaulichttechnologie,
Wechselobjektive, einen großen Dynamikbereich und Belichtungsautomatik. Dank der
On-Board-Verarbeitung sind Multi-Imager-Konfigurationen mit einer unbegrenzten An-
zahl von Cobalt-Sensoren möglich. Diese erweitern den Scanbereich und sorgen für
eine schnelle und automatisierte Inspektion aller Oberflächen eines Objektes, wodurch
sich die Zykluszeit verkürzt. 

Faro Europe GmbH & Co. KG • www.faro.com

Bild: Faro Europe GmbH & Co. KG

3D-Gestenerkennung bis zu 2m/s

Die Software bietet die neue Virtual Stylus
Gestensteuerung mit jitterfreiem Schwe-
ben und die Gestenerkennung wurde auf
bis zu 2m/s verbessert.

Die RealSense Kamera von Intel ermöglicht eine echte 3D-Abtastung und -Datenver-
arbeitung. Die Kamera kombiniert eine 1080p-HD-Kamera, IR-Laserprojektor mit einer
um 60% vergrößerten Reichweite sowie eine IR-Kamera mit optimiertem IR-Sensor,
bis zu 200fps, einer Erfassung von über 18Mio. 3D-Punkten/sek und dreifach verbes-
serter Signalqualität. Der 2nd Generation ASIC mit einer RGB Latenz von unter 1ms
bietet im Autonomous Mode die automatische Belichtung und Reichweite. Das Sys-
tem Modul ist mit einem 5-fach reduzierten Verbrauch im Standby, einem Wake up für
RealSense und einer um 340mW reduzierten Wirkleistung besonders energieeffizient. 

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH • www.rutronik.com
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Vollintgerierter IR-Zeilenscanner für Formhärtelinien

Inline-IR-Messlösung für Automotive-Formhärtelinien

Inline-Kontrolle ist essenziell

Welche Messgrößen über-
wachen Sie in Formhärtelinien?
Michael Selent: Wir kontrollieren die Lage
und die Temperatur der Teile. Beim Form-
härten geht es darum, leichte Stahlblech-
platinen zu hochfesten Strukturteilen um-
zuformen, die bei einem Unfall zum Schutz
der Fahrzeuginsassen beitragen. Dafür
muss das Materialgefüge geändert wer-
den. Das erreicht man durch gezielte Wär-
mebehandlung. Unser Anspruch ist, in
Echtzeit auszuwerten, ob der Prozess kor-
rekt funktioniert. Außer Systemlösungen für
die Warmumformung haben wir auch Lö-
sungen für die Kaltumformung im Portfolio
und bieten für die zum Teil speziellen An-
forderungen eigene Module an. Egal, wie

die Kundenanlage aufgebaut ist, mit einem
oder mehreren Öfen, Durchlaufofen oder
Etagenofen, Handling-Robotern oder Li-
near-Feedern, wir passen unsere Hard-
ware und Software den individuellen Kun-
denanforderungen an.

Wie setzen Sie eine Inline-
Kontrolle um?
Selent: Die zugeschnittenen Platinen
müssen zunächst auf über 800°C erhitzt
werden. Bei der Ofenbeladung kann es
je nach Technologie empfehlenswert
sein, eine visuelle Lagekontrolle einzu-
richten. Wichtig ist aber vor allem die
Lagerückmeldung bei der Übergabe an
die Handling-Technologie, weil zwei bis

acht Platinen gleichzeitig gegriffen wer-
den müssen. Wenn sich ein Blech im
Ofen wölbt oder dreht, kann das Greifer-
Tooling beschädigt werden. Dann würde
die Linie gut und gern anderthalb Stun-
den stillstehen. Wir melden daher über
die Vision-Steuerung direkt, ob die Pla-
tinen für den Transport in die Presse
aufgenommen werden dürfen. Außer-
dem muss das Thermografiesystem
seine Freigabe erteilen. Es prüft, ob die
gesamte Platine auf über 800°C erhitzt
ist. Zum Teil gelten sogar genau defi-
nierte Temperaturprofile für das partielle
Härten verschiedener Bereiche. Dafür
lassen sich in der Software Messfelder
mit individuellen Toleranzen definieren.

Bild: Flu
ke Proc

ess Inst
ruments

/Raytek
 GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Michael Selent, geschäftsführender Gesellschafter der Selmatec Systems GmbH, hat in den letzten
zehn Jahren unzählige Systeme zur Fertigungsüberwachung und Qualitätskontrolle in Formhärtelinien in der Au-
tomotive-Industrie installiert. Im Interview berichtet er, warum die Inline-Kontrolle mit Infrarot-Zeilenscannern ge-
rade in diesem Verfahren unerlässlich ist.

Bild 1 | Infrarot-Zeilenscanner erstellen 
Wärmebilder von Platinen bei der 

Fertigung von Leichtbauteilen
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Vollintgerierter IR-Zeilenscanner für Formhärtelinien

Bisher wurde einfach je
Platine ein Punktpyrometer einge-
setzt. Wie können Sie in bewegten
Prozessen Wärmebilder erstellen?
Selent: Punktpyrometer waren über lange
Zeit eine anerkannte Lösung zur Tempera-
turüberwachung in der Warmumformung.
Mittlerweile ist Thermografie der Stand der
Technik und wir setzten einen IR-Zeilen-
scanner ein. Dieser ist thermisch geschützt
neben dem Ofenausgang oder vor der
Presse installiert. Er scannt die Platinen
Zeile für Zeile und erstellt ein komplettes
Wärmebild. Die Rückmeldung, ob die ther-
mischen Grenzwerte eingehalten wurden,
erfolgt taktzeitneutral.

Sind Wärmebildkameras
eine mögliche Alternative?
Selent: Nein, Metallteile muss man kurz-
wellig messen, im Bereich von 1 bis
1,6µm bzw. nach der Presse bei 3,9µm.
Die Genauigkeit ist sonst nicht gegeben.
Die Herstellernorm CQI-9 HTSA verlangt
eine Temperaturmessung mit einem
Messfehler von maximal 1%. Langwellige
Wärmebildkameras liefern bei Messun-
gen an rot glühenden Platinen und an
Fertigteilen mit Temperaturen unter
250°C eine Varianz von ±20% allein über
eine Tagesproduktion – da haben Sie
quasi nichts als schöne bunte Bilder. Das
sehen Sie sehr anschaulich daran, dass

Bild 2 | Festgestellte Verstöße gegen definierte Temperaturmerkmale können mit auto-
matischen Alarmen, Ausschleusungen und Anlagenstilllegungen verknüpft werden.
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Der weltweit am häufigsten eingesetzte 
IR-Zeilenscanner

Die MP150 Infrarot-Zeilenscanner erstellen
in Echtzeit Wärmebilder von bewegten Ob-
jekten. Acht Modelle für Spektralbereiche
von 1 bis 5µm und Temperaturen von 20
bis 1.200°C sind erhältlich (auf Anfrage
auch Geräte für höhere Messtemperatu-
ren). Das IP65-Gehäuse ist mit einem Luft-
blasvorsatz zur Reinhaltung des Messfens-

ters und Wasserkühlung für Umgebungstemperaturen bis 180°C ausgestattet.
Die Zeilenscanner arbeiten nach erfolgter Konfiguration autonom und liefern
Analogsignale, bieten aber auch digitale Alarmausgänge und eine Ethernet-
Schnittstelle zum Anschluss an einen Standard-PC.

www.flukeprocessinstruments.de

Bild: Fluke Process Instruments/Raytek GmbH

man auf den Aufnahmen nicht einmal
einen kalten Zentrierdorn vor dem Hinter-
grund einer glühenden Platine erkennt.
Der Wellenlängenbereich solcher Kame-
ras liegt bei 8 bis 14µm. Es gibt keine
Wärmebildkameras für den kurzwelligen
Bereich, die preislich mit einem Zeilens-
canner konkurrieren können. Der kurz-
wellige MP150 Zeilenscanner misst mit
einer Genauigkeit von 1%. Das ist physi-
kalisch und wirtschaftlich derzeit das ein-
zig mögliche Messsystem für diese An-
wendung. Die Platinen werden im be-

wegten Prozess abgescannt. Für eine
Kameraaufnahme müssten Sie den Pro-
zess stoppen, aber es gibt in der Regel
nicht einmal eine freie Sicht auf die Teile,
nur einen schmalen Spalt hinterm Ofen,
bevor das Tooling die Teile aufnimmt.

Eben nannten sie die CQI-
9 HTSA. Wo überall muss sie beach-
tet werden?
Selent: Die prozessintegrierte Qualitäts-
kontrolle dient zum einen der Optimie-
rung der Fertigung, zum anderen aber
dem Nachweis der Einhaltung der defi-
nierten Temperaturübergänge. Die CQI-
9 HTSA ist ein Industriestandard, den
die führenden amerikanischen Automar-
ken festgeschrieben haben, der aber
auch in Europa große Beachtung findet.
Einige Autobauer fordern von den Liefe-
ranten Konformität mit der CQI-9, ein-
fach um einen einheitlichen Maßstab für
die Qualitätssicherung zu haben. Ich
möchte verdeutlichen, dass die Norm
keine bestimmte Technologie oder eine
Pflicht zur Erstellung von Wärmebildern
vorschreibt. Unser System mit dem
MP150 Zeilen-scanner ist eine kon-
forme Lösung, weil sie maximal 1%
Messabweichung liefert. Der Mehrwert
liegt in der Inline-Überwachung, die es
Herstellern ermöglicht, ihre Abläufe zu
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Wie stellen Sie sicher, dass
nur thermische Gutteile verarbeitet
werden?
Selent: Vor der Presse haben wir die
Lagekontrolle und die Thermografie, die
beide in Echtzeit Rückmeldung an die
Anlage geben. N.i.O.-Teile werden aus-
sortiert. Die Transfertechnik fördert nur
i.O.-Teile in die Presse. Die Positionie-
rung im Werkzeug kontrollieren wir
auch visuell. Zentrierdorne können ver-
schleißen oder abbrechen und das
Werkzeug beschädigen. So etwas ver-
ursacht beachtliche Kosten. Zudem
wird nicht für jedes Serienwerkzeug ein
Ersatz vorgehalten, was dann im Falle
einer massiven Beschädigung zu Pro-
duktionsausfällen führt. Unsere Vision-
Lösung unterstützt auch tailor-welded
blanks und tailor-rolled blanks, also
maßgefertigte Platinen mit unterschied-

lichen Dicken, z.B. zur Fertigung von
Längsträgern, bei denen die Spaltmaße
für die Positionierung in der Presse sehr
eng sind. Wenn der dickere Bereich
dort liegt, wo nur dünnes Material sein
sollte, verteilt sich das Pressengewicht
nicht richtig. Dann wirken 400 oder
1.000 Tonnen auf einen Bereich von
vielleicht nur 10cm² statt z.B. 1m². Das
belastet das Werkzeug stark. Wir kön-
nen die Lagekontrolle mit Alarmen und
automatischen Abschaltungen verknüp-
fen, um solche Fälle auszuschließen.
Wenn alles in Ordnung ist, schließt die
Presse und formt und kühlt das Bauteil
in einem Schritt. Unsere visuelle Lage-
kontrolle ist an der Presse angebunden
und nicht wie wartungsintensive Kipp-
hebellösungen an jedem Werkzeug.
Das reduziert die Aufwendungen für die
Instandhaltung enorm.

Wie heiß kommen die Teile
aus der Presse?
Selent: Alles unter 250°C ist okay, das
überwachen wir wegen der zunehmend
komplexen Teilegeometrien mit zwei
Zeilenscannern, die aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln auf die Formteile
schauen. So lassen sich Hot Spots zu-
verlässig identifizieren. Wenn Teilberei-
che heißer als 250°C sind, dann ist der
Härteprozess nicht abgeschlossen –
und das führt wieder zu einer Normali-
sierung der Mikrostruktur des Materials,
also einem Verlust der Zugfestigkeit. So
ein Teil darf nicht verbaut werden. Die
Abschreckung ist außerdem wichtig für
die Formstabilität. Schweller, die zu
warm aus der Presse kommen, können
auffedern. Das ist dann Ausschuss, weil
sich solche Teile nicht automatisch la-
sern und mit dem Schweißroboter ver-

bauen lassen. Darüber hinaus lassen
Hot Spots Rückschlüsse auf die Anlage
zu. Werkzeugverschleiß oder Fehler im
Kühlkreislauf können die Ursache sein.

Nutzen Kunden Ihr System
denn auch zur Anlagenüberwachung?
Selent: Absolut, bei uns kommt alles zu-
sammen: Prozessdaten vom Ofen, von der
Presse, vom Kühlkreislauf, Trends über die
Ausschussraten einer bestimmten Anlage,
hundertprozentige Bauteilüberwachung
(Bauteil-ID-Kennung) mit Archivierung und
eineindeutiger Rückverfolgung. Die Sys-
temdaten stellen wir Kunden flexibel über
übliche Schnittstellen zur Verfügung.      �

www.selmatec-systems.de
www.flukeprocessinstruments.de

optimieren. Alle sind bemüht, die Takt-
zeit und die Kosten pro Bauteil zu mini-
mieren. Die hohen Normanforderungen
gibt es ja nicht ohne Grund. Nur wenn
Sie ihren Prozess genau überwachen,
können Sie sicher gehen, was in der
Anlage passiert und ob das Bauteil tat-
sächlich oder nur ungefähr dem Stan-
dard entspricht. Alternativ können Sie
Teile aus der laufenden Fertigung ent-
nehmen und im Labor beproben.

Die Laborprüfung ist zeit-
intensiv.
Selent: Stimmt. Und sie belegt maximal,
ob das Einzelteil korrekt ausgeformt und
gehärtet wurde. Ein Fehler kann darauf
aufmerksam machen, dass man auch
die anderen Teile untersuchen sollte.
Aber ein Bestehen im Test heißt nicht
zwangsläufig, dass auch alle anderen

Teile die Qualitätsanforderungen erfüllen.
Das möchten Sie inline gewährleisten,
weil Sie Problemen sofort auf den Grund
gehen möchten. Sonst fertigen Sie wo-
möglich eine ganze Schicht lang Aus-
schuss, der in den nachgeschalteten
Prozessen dann nicht akzeptiert wird. Die
anhängigen Kosten sind schwer abzu-
schätzen, weil es womöglich Rückwir-
kungen auf die Anlage gibt. Deshalb
muss man gewährleisten, dass die Pla-
tine mit der richtigen Temperatur in die
Presse geht, weil nur so die Phasenüber-
gänge korrekt ablaufen und am Ende
wirklich ein hochfestes Leichtbauteil he-
rauskommt. Aber die Bauteilqualität ist
nicht die einzige Sorge. Die Anlage ist auf
die korrekte Temperatur und Lage ausge-
legt. Wenn sie nicht eingehalten werden,
kann z.B. das Werkzeug schneller ver-
schleißen oder sogar beschädigt werden.

„Der kurzwellige Zeilenscanner Raytek MP150 
misst mit einer Genauigkeit von 1%. 

Das ist physikalisch und wirtschaftlich 
derzeit das einzig mögliche Messsystem 

für diese Anwendung.“
Dipl.-Ing. (FH) Michael Selent, Selmatec Systems GmbH
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Software kombiniert Thermographie, Ultraschall und CT

Datenfusion

Die im Rahmen von QualiFibre (Qualifica-
tion and Diagnosis of Carbon and Glass
Fibre-Reinforced Composites with Non-
Destructive Measurement Technologies)
entwickelte Softwareplattform ermöglicht
durch ihren modularen Aufbau die Hand-
habung und Visualisierung von unter-
schiedlichsten Messdaten, wie Thermo-
graphie-, Ultraschall- und 3D-Computerto-
mografie-Daten. Zudem enthält die inte-
grierte Defekterkennungssoftware neue
Verarbeitungs- und Auswerteverfahren für
die Messdaten. Darüber hinaus können
Thermographie- und Ultraschall-Daten
bzw. Prüfergebnisse fusioniert werden, um
eine verbesserte Qualitätskontrolle der
Bauteile zu erzielen. 

Defekterkennung in Thermogra-
phie- und Ultraschalldaten 

Die Erkennung von Bauteildefekten in
Thermographie- und Ultraschall-Daten
erfolgt mit denselben, auf einen definier-
baren Bereich des Bildes angewandten
Bildverarbeitungsverfahren. Zunächst
werden die Bilder geglättet und darauf
aus der morphologischen Bildverarbei-
tung stammende Transformationen an-
gewendet. Damit werden die lokal be-
grenzten hellen bzw. dunklen Bereiche
herausgearbeitet. Die Grauwerte im Er-
gebnisbild der Transformationen können
als (relative) Wahrscheinlichkeit für das
Vorliegen eines Defekts an dieser Stelle

angesehen werden. Für die erkannten
Defekte werden geometrische Merkmale
wie Fläche, Umfang, maximale und mi-
nimale Ausdehnung sowie die Position
bestimmt und damit die Fehlstellen cha-
rakterisiert. Die Auswertung von Ther-
mographie und Ultraschalldaten führt
häufig zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, da verfahrensbedingt nicht alle De-
fekte von beiden bildgebenden Prüfver-
fahren gleich gut erkannt werden. Durch
die Kombination der Ergebnisse von
Thermographie- und Ultraschalluntersu-
chung mittels Fusion können die Stär-
ken beider Verfahren kombiniert werden.
Ziel der Fusion ist einerseits möglichst
alle Defekte im Bauteil zu erkennen und

Faserverbundkunststoffe (FVK) werden in Bereichen eingesetzt, in denen leichte und belastbare Materialien gefragt
sind. Jedoch ist die Herstellung von FVK-Bauteilen teuer und stellt hohe Anforderungen an die QS, da innere
Strukturen und Fehlstellen untersucht werden. Für die Prüfung eignen sich verschiedene zerstörungsfreie Prüf-
verfahren wie Computertomographie (CT), Thermographie oder Ultraschall. Dabei erfolgt die Auswertung der
Messdaten in sensor- bzw. datenartspezifischen Softwareprodukten. Um die Prüfverfahren zu kombinieren, wurde
im Rahmen des EU-Projekts QualiFibre eine NDT Machine Vision Softwareplattform entwickelt. 

Bild 1 a+b | Schnitt durch Original CT-Datensatz von CFK-Rohr (a), Schnitt durch analysierte CT-Daten mit markierten Poren (b)
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andererseits Defekte möglichst sicher zu
erkennen, d.h. die mit dem einen Prüfver-
fahren ermittelten Defekte mittels des
zweiten Prüfverfahrens zu bestätigen. 

Fehleranalyse in CT-Daten 

Mit Hilfe der NDT Machine Vision Soft-
wareplattform lassen sich auch CT-Daten
verarbeiten und visualisieren, wodurch ein
vollständiger Einblick in die inneren Struk-
turen der FVK ermöglicht wird. Schwer in-
terpretierbare Ergebnisse der Ultraschall-
und Thermographie-Aufnahmen können
durch den Vergleich mit den visualisierten
CT-Daten besser verstanden werden,
was bei ähnlichen Fehlertypen die Defini-
tion klarer Bewertungskriterien für die In-
terpretation der 2D-Daten ermöglicht.
Wenn diese bestimmt wurden, kann auf
den Einsatz der aufwendigen CT-Techno-
logie zur Fehlerkennung verzichtet wer-
den. Die NDT Plattform verfügt über meh-
rere 3D-Analysefunktionen auf Basis von

CT-Daten. Hierzu gehören eine Porosi-
tätsanalyse, eine Defekterkennung und
eine Analyse der Faserorientierung. Die
komplexe Zusammensetzung aus Kunst-
stoff und Fasern erschwert die Anwen-
dung klassischer schwellwertbasierter
Porositätsanalysen. Ein globaler Schwell-
wert genügt nicht, um bei FVK-Poren
vom umgebenden Material zu trennen.
Um dieses Problem zu lösen, wurde ein
speziell für FVK angepasster Algorithmus
entwickelt. Hierbei wird eine lokale
Schwellwertbestimmung durchgeführt
und mit einer Suche lokaler Minima kom-
biniert. Die Porositätsanalyse erlaubt
somit ein automatisches Auffinden der
Poren im FVK-Bauteil und liefert als Er-
gebnis neben der farbcodierten Visualisie-
rung der Poren auch eine Statistik über
die Porenverteilung im Bauteil. In Bild 2 ist
das Analyseergebnis der Porositätsana-
lyse für ein CFK-Rohr dargestellt. Be-
stimmte Defekttypen wie z.B. Risse oder
Delaminationen können mit Hilfe einer
Defekterkennung auf Basis von 3D-Tex-
turanalyse identifiziert und farblich im Vo-
lumendatensatz markiert werden. Ein ent-
scheidendes Qualitätsmerkmal von FVK
ist die Faserorientierung, da sie einen gro-
ßen Einfluss auf die Steifigkeit und Belast-
barkeit der Materialien hat. Zur Erken-
nung der Faserorientierung wird ebenfalls
ein texturbasierter Algorithmus verwen-
det, der die räumlichen Faserrichtungen
ermittelt und farblich darstellt. Die Platt-
form ermöglicht somit sowohl die ein-
zelne als auch die kombinierte Auswer-
tung von Messdaten der unterschiedli-
chen zerstörungsfreien Prüfverfahren,
unter Verwendung von automatisierten
Algorithmen zur Fehlererkennung und Da-
tenfusion. Die modulare Software-Platt-
form kann je nach zukünftigen FVK-Qua-
litätsstandards weiter ausgebaut und an-
gepasst werden. �

www.ipa.fraunhofer.de

Zerstörungsfreie Prüfung von Faserverbundbauteilen

Bild 2 a+b | CT-Daten eines (a) CFK-Würfels
und (b) farbcodierte Darstellung der Faserrich-
tungsanalyse
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Autorin | Dipl.-Math. Ira Effenberger, 
Leiterin der Gruppe 3D-Datenverarbeitung,
Fraunhofer IPA

thicknessSENSOR 
zur berührungslosen Dickenmessung 
von Band- und Plattenmaterial

 Messbereich 10 mm

 Einfache Integration: betriebsbereit 
montiertes System mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten

 Einfache Bedienung über Webinterface

 Präzise Messergebnisse bei hoher Dynamik

 Berührungslose & verschleißfreie 
Dickenmessung mit Laser-Sensoren

 Kompakter Systemaufbau

www.micro-epsilon.de
Tel. +49 8542 1680
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Kompakte Hyperspektral-Kameraserie mit Multi-ROI

Klein und extrem lichtstark

Hyperspectral Imaging (HSI) vereint alle
Vorteile, die auch herkömmliche Bildverar-
beitungstechnologien bieten: Sie ist berüh-
rungslos, zerstörungsfrei, sicher in der An-
wendung, schnell und für die verschie-
densten Stichprobengrößen und Entfer-
nungen geeignet. Die Akzeptanz seitens
der Anwender ist dank der Ähnlichkeit mit
anderen Bildverarbeitungskameras und
der visuellen Ergebnisse groß. Mittlerweile
hat sich HSI auch in industriellen Anwen-
dungen etabliert. Das Anwendungsspek-
trum reicht von der Lebensmittelsortierung,
über die Druck- und Recyclingindustrie bis
hin zur Bestimmung von Vegetationszu-
ständen, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Die Industrie verlangt aber hohe Ge-
schwindigkeiten, zuverlässige Geräte, eine
einfache Integration sowie einen vernünfti-

gen Return-of-Investment. Diese Anforde-
rungen waren die treibende Kraft hinter der
Entwicklung der HSI-Kameraserie FX. 

15.000fps bei vier Wellenlängen

Die ersten beiden Spektralkameras der
Serie sind für einen Wellenlängenbe-
reich von 400 und 1.000nm (FX10) bzw.
den NIR-Bereich zwischen 900 und
1.700nm (FX17) ausgelegt. Beide Ka-
meras weisen eine kompakte Baugröße
von 150x81x71mm³ (FX10) bzw.
150x85x71mm³ (FX17) auf. Anwender
der FX10 haben die Möglichkeit, aus
220 Wellenlängenbänder diejenigen
auszuwählen, die aufgrund der Materi-
aleigenschaften des Prüfobjektes opti-
mal geeignet sind. Die Anzahl der Wel-

lenlängen hat einen direkten Einfluss auf
die Geschwindigkeit der Lösung: Je
weniger Wellenlängen für die Überprü-
fung ausgewählt sind, desto schneller
erfolgt die Auswertung. Nutzt der An-
wender alle 220 Wellenlängen, so liegt
die maximale Aufnahmegeschwindigkeit
bei 330fps. Ist nur die Aufnahme von 20
Wellenlängen erforderlich, sind 2.830fps
möglich, und bei Auswahl von fünf Wel-
lenlängen in drei verschiedenen Berei-
chen lassen sich bis zu 6.510fps erzie-
len. Die FX17 ist dagegen die erste In-
GaAs-basierte Spektralkamera für den
nahen Infrarotbereich, die echte Multi-
ROI-Eigenschaften besitzt. Sie bietet bei
230 Wellenlängenbänder 670fps, bei
vier Wellenlängenbändern sind mehr als
15.000fps möglich.

Die Hyperspektralkameras der FX-Serie basieren auf der Push Broom-Technologie, bei der ein Spektrometersys-
tem zur Zeilenerfassung und eine Matrixkamera im Kameragehäuse integriert sind. Somit werden auf einer Achse
des Sensors die räumliche Position registriert und auf der zweiten Achse der komplette Spektralbereich für jeden
Pixel aufgezeichnet. Damit ist sichergestellt, dass die Messergebnisse perfekt aufeinander abgestimmt sind und
alle Spektralbereiche gleichzeitig und von genau derselben Position aus gemessen werden. 

Bild: Stemmer
Imaging GmbH
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Bild 1 | Recyclinganwendungen wie das 
Sortieren von Plastik zählen zu den typischen

Anwendungsgebieten der HSI-Kameras
FX10 und FX17, die beide echte 

Multi-ROI-Eigenschaften besitzen.

         

Bild 2 | Die HSI-Kamera FX10 erreicht bei 220 Wellenlängenbänder 330fps (oben), 
bei 20 Bändern 2.820fps (mitte) und bei fünf Wellenlängen in drei verschiedenen 

Bereichen lassen sich bis zu 6.510fps erzielen (unten).
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Extrem Lichtstark

Eine Besonderheit ist der hervorragende
Signal/Rausch-Abstand mit 600:1 (FX10)
bzw. 1000:1 (FX17). Dank der optischen
Eigenschaften mit F/1.7 durch Objektive
und Spektrographen mit integrierten Git-
tern überzeugt die Kameraserie auch be-
züglich ihrer Lichtstärke. Einstellbare oder
linear-variable filterbasierte Kameras be-
nötigen im Vergleich die mehr als zehnfa-
che Lichtmenge, um dasselbe Signal-
Rausch-Verhältnis zu erreichen. Zudem
muss für die Zeilenkameras für die Bild-
aufnahme nur eine geringe Fläche mit
gleichmäßigem Licht ausgeleuchtet wer-
den. Die FX-Kameras sind die ersten

Autoren | Peter Stiefenhöfer, 
Leiter Marketing & Öffentlichkeitsarbeit,
Stemmer Imaging GmbH
Dr. Georg Meissner, 
CEO, Specim Spectral Imaging Ltd.

www.vrmagic-imaging.com

Die LineCam3D – 3D-Präzision für industrielle Anwendungen

• 1 kHz Scanrate bei 360 Linien

• 2.048 Punkte pro Profil

• Doppelbelichtung und Intensitätsbild

• GigE-Vision-kompatibel

• Frei definierbares Messfeld für beliebige Linienlaser

      

Highspeed-HSI-Kameras mit bis zu 15.000fps 

kommerziellen HSI-Produkte mit vorin-
stallierter Kalibrierung, sodass die Sys-
teme ohne Neukalibrierung installiert oder
ausgetauscht werden können. Bildkor-
rekturen sind in Echtzeit möglich und der
Datenausgang immer für den Algorith-
mus zur Nachbearbeitung optimiert. Das
spart Zeit und vermeidet Fehler, die sonst
durch Aberrationen oder falsche Kalibrie-
rung entstehen. Für Anwendungen, die
Informationen zur emittierten Strahlung
verlangen, wie z.B. in der LED- oder Dis-
play-Messtechnik, gibt es auch die Mög-
lichkeit der absoluten radiometrische Ka-
librierung. Das beste ist der Preis: so
kostet die FX10 knapp unter 10.000€,
die FX17 ist allerdings teurer.

Einsatzgebiete

Typische Anwendungsgebiete für die
FX10 sind Sortieranwendungen in der
Lebensmittelindustrie, wenn z.B. der
Reifegrad von Obst oder eventuelle
Schadstellen nicht mit einer RGB-Farb-
kamera erkannt werden können.
Ebenso sind auch Messungen von Ve-
getationsindizes auf Feldern oder in Ge-
wächshäusern bzw. hochpräzise Farb-
und Dichtemessungen in der Druckin-
dustrie möglich. Die Anwendungsge-
biete der FX17 liegen im Sortieren von
Plastik oder das Gewichten von Lebens-
mitteln. Ein typischer Anwendungsfall ist
das Messen des Fett-, Eiweiß- oder
Wassergehaltes in Fleisch- und Wurst-
waren. Die Kamera eignet sich auch
hervorragend, um Verunreinigungen
oder Fremdkörper wie z.B. Glas, Steine
oder Insekten zu erkennen und vor dem
Verpacken auszusortieren. �

www.stemmer-imaging.de
www.specim.fi

- Anzeige -

EXAMPLE 1: Full range (220 bands) = 330 FPS

EXAMPLE 2: Range of 20 bands selected = 2830 FPS

EXAMPLE 3: Three specific regions selected (5 bands) =
6510 FPS
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Komprimierung thermografischer Messdaten in Echtzeit

Datenkomprimierung in Echtzeit

Die hochauflösende Thermografie-Ka-
mera ImageIR 10300 hat in diesem Jahr
ein Zeichen in Sachen geometrischer Auf-
lösung gesetzt. Die 1.920×1.536 IR-Pixel
markieren den weltweiten Bestwert unter
Kameras, die für den zivilen Einsatz be-
stimmt sind und gekühlte FPA-Photonen-
detektoren verwenden. Damit aufgenom-
mene Thermografiebilder und -sequenzen
enthalten dementsprechend große Daten-
volumen. Auf diese möchten Anwender
komfortabel zugreifen, d.h. schnell und
möglichst verlustfrei. Derzeit übliche
Schnittstellen werden hier allerdings zum
Engpass. Auch ein in der Kamera inte-
grierter Massenspeicher löst das Problem
nicht. Er raubt anderen Komponenten
wertvollen Platz, sorgt durch seine Ver-
lustleistung für zusätzliche Wärme inner-

halb der Kamera und bietet nur begrenzte
Speicherkapazitäten. Zudem steigt mit
ihm der Kamerapreis. Deshalb verfolgen
Wissenschaftler der Universität Stuttgart
einen anderen Ansatz. Ziel ist es, die
Thermogramme bereits simultan während
ihrer Entstehung vom Datenvolumen her
zu reduzieren. Bei dieser Art der Echtzeit-
Komprimierung können die Grenzen, in
denen die Digitalwerte der einzelnen Pixel
komprimiert werden, exakt bestimmt wer-
den. Das Team hat in ersten Experimen-
ten Messdaten bereits um bis zu 80 Pro-
zent im Vergleich zur ursprünglichen
Größe komprimieren können, ohne ent-
scheidend an Bildqualität und Messge-
nauigkeit zu verlieren. Das Projekt läuft
noch bis Sommer 2017. Die Arbeit soll
dann soweit fortgeschritten sein, dass

perspektivisch die Integration der intelli-
genten Datenkomprimierung in Software-
lösungen ermöglicht.

Alternative 10GigE

Bis es soweit ist, stattet Infratec seine
High-End-Serie ImageIR mit einer
10GigE-Schnittstelle aus. Sie erlaubt An-
wendern die Datenübertragung mit einer
Datenrate von 10GBit/s. Für das Spitzen-
modell ImageIR 10300 ist dank dieser
Lösung die Übertragung von Thermogra-
fiesequenzen möglich geworden, die im
Vollbildmodus bei einer Bildfrequenz von
100Hz erfasst werden, was einer Daten-
rate von über 4,7GBit/s entspricht. �

www.infratec.de
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Beim Austausch über die neuesten Entwicklungen rund um Wärmebild- und Thermografiekameras kommt die
Sprache zunehmend auf die stetig steigenden Datenvolumen. Nicht umsonst setzen Veranstaltungen wie die dies-
jährige ‘Quantitative Infrared Thermography Conference’ (QIRT) Themen wie die Datenreduzierung bei der Bild-
verarbeitung auf die wissenschaftliche Agenda. Die Neueste dreht sich um die Komprimierung thermografischer
Messdaten in Echtzeit.

Die hochauflösende Thermografie-Kamera
ImageIR 10300 markiert derzeit mit 1.920×1.536
IR-Pixel den weltweiten Bestwert unter Kameras,
die für den zivilen Einsatz bestimmt sind und ge-

kühlte FPA-Photonendetektoren verwenden. 
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Neuheiten Spectral Imaging

Spektrometer für 
Licht- und Flickermessungen

Mit dem Spectis 1.0 Touch FL können
mittels FFT-Messung bis zu fünf domi-
nante Frequenzanteile erfasst werden. 

Das Spektrometer Spectis 1.0 Touch FL kann Flickermessung für einen Signalbereich
von 0,1 bis 12,5kHz durchführen, womit nahezu alle Lichtquellen untersucht werden
können, z.B. auf Flicker-Frequenz, Flicker-Index und der in Prozent ausgedrückte Fli-
ckerfaktor. Für die neue Funktion wurde das Spektrometer um eine Fotodiode zur Fli-
ckermessung erweitert. Dadurch können neben den Flickerparametern weiterhin pho-
tometrische und farbmetrische Daten wie Beleuchtungsstärke, Farbort und Farbwie-
dergabeindex gemessen werden. Das Gerät verfügt über Wi-Fi, Touchscreen und eine
kompakte Bauweise womit es für den mobilen Einsatz geeignet ist.

GL Optic Lichtmesstechnik GmbH • www.gloptic.com
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IR-Zeilenkameras 
für die Glasproduktion

Die Kamera wird im Abkühlprozess bei
der Flachglasherstellung ebenso einge-
setzt wie bei der Behälterglasproduktion. 

Die Infrarot-Zeilenkamera 640 G7 ist durch ihren 7,9µm-Filter optimal geeignet für die
Messung von Glas und bietet durch die VGA-Auflösung noch mehr Anwendungsmög-
lichkeiten. Die Software PI Connect ermöglicht eine Nutzung als Zeilenkamera, was
wichtig bei der Temperaturkontrolle von Glasbändern und -scheiben ist. Glas weist im
langwelligen Bereich Emissionsgrade von ca. 0,85 auf. Bei höheren Prozess-Tempe-
raturen misst man es typischerweise bei 5,0µm oder 7,9µm, da in diesen Spektralbe-
reichen der Emissionsgrad  ≥0,95 ist. Der wesentliche Vorteil von 7,9µm ist zusätzlich
die geringere Winkelabhängigkeit des Emissionsgrades.

Optris GmbH • www.optris.de
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Wärmebildkameras für 
das Smartphone

Die Preise liegen für die Einstiegsge-
räte bei 299€�, für die Pro-Serie bei
599€�incl. Mwst.

Die Wärmebildkamera Pro liefert mit einem neuen Chip (320x240 Pixel) permanent
76.800 einzelne Temperaturwerte über einen Temperaturbereich von -40 bis +330°C
und einer Distanz von 0,15m (compactPro) bzw. 0,30m (RevealPro) bis 550m von einem
Objekt. Alle Geräte bieten neben einer Spotmessung und einem einstellbaren Tempera-
turbereich auch einen wählbaren Emissionsgrad. So werden Bildinformationen auf das
Wesentlichste reduziert bzw. Fehler in den Messungen vermieden. Bei der Prüfung z.B.
von Solarmodulen in einer Entfernung von 20m wird eine Messfläche von 15x15cm noch
von vier Pixel erfasst, womit vier Temperaturwerte zur Verfügung stehen.

Crenano GmbH • www.crenano.de
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USB-Einplatinenkameras
für Maskenbelichter

Auf das 
Wesentliche
konzentriert

Kloé mit Sitz im französischen Montpel-
lier entwickelt und fertigt Systeme für
die Herstellung von Bauelementen im
Bereich der Mikrosystemtechnik. Das
Geräteprogramm umfasst u.a. Systeme
für die maskenlose Laserlithographie
sowie UV-LED-Maskenbelichter (Mask
Aligner). Letztere werden insbesondere
in der Herstellung von Mikrochips, aber
auch in der Mikrooptik sowie Biotech-
nologie (Lab on Chip) eingesetzt, um
Fotomasken exakt auf einem Wafer
oder einem Glassubstrat zu positionie-
ren und die darunter liegende Oberflä-
che zu belichten. Microchips bestehen
aus einer Vielzahl übereinander liegen-
der Layer, die zusammen die elektroni-
schen Schaltkreise und somit die ge-
samte Funktion des Chips bilden. Diese
Ebenen müssen bei der Herstellung
exakt übereinander positioniert werden,
um die elektrischen Verbindungen un-

tereinander sicher zu stellen und die
Funktionalität des Chips zu gewährleis-
ten. Die erste Ebene, die auf den Wafer
belichtet wird, beinhaltet dazu einen
Satz an Positionierungsmarkierungen
(Alignment Marks). Diese werden zur
weiteren Ausrichtung der nachfolgen-
den Ebenen benutzt, indem diese Mar-
kierungen wiederum mit den Markierun-
gen auf der Fotomaske der nächsten
Ebene in Übereinstimmung gebracht
werden. Um die Ausrichtung so präzise
und so einfach wie möglich zu gestal-
ten, nutzt Kloé die Vorteile von Indus-
triekameras und baut in seinen Masken-
belichtern der neuesten Generation UV-
KUB3 jeweils zwei Einplatinenkameras
von IDS ein. Die beiden Modelle aus der
USB2 uEye LE-Serie sind ca. 36x36mm
groß und in der zum Einsatz kommen-
den Version ohne Objektivhalter nur ca.
5mm hoch. Kloé setzt die Kameras di-

rekt auf eine spezielle Optik auf und
spart mit dieser Lösung viel Platz. An-
geschlossen sind die beiden Kameras
über USB2.0 an einen Linux-Embed-
ded-Computer. Die erfassten Bilder mit
den stark vergrößerten Positionierungs-
markierungen werden direkt am Gerät
auf einem integrierten Bildschirm visua-
lisiert; mittels eines Joypads kann der
Bediener die Fotomasken dann exakt
ausrichten. „Es gäbe alternativ auch die
Möglichkeit, mit Binokularmikroskopen
zu arbeiten, aber die Lösung mit Indus-
triekameras im Platinenformat ist erheb-
lich platzsparender,“ beschreibt Benja-
min Rolland, Range Manager für die
UV-KUB-Gerätefamilie bei Kloé einen
der Vorteile. „ Unser System ist als
Desktopgerät konzipiert. Bei einer Sei-
tenlänge von ca. 47,5cm erlaubt es die
Belichtung von 5"-Fotomasken auf einer
Waferfläche von 100mm Durchmesser.

Bild 1 | Die Platinenkameras der USB2 uEye LE
Serie ohne Objektivhalter sorgen für die richtige
Positionierung bei den Maskenbelichtern von

Kloé und messen nur 36x36mm.
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Gerade einmal 36x36mm messen die Einplatinenkame-
ras der uEye LE-Serien. Der französische Hersteller
Kloé verbaut sie in seinen Maskenbelichtern, die als
Desktop-Systeme ausgelegt sind und eine exakte und
schnelle Ausrichtung von Fotomasken ermöglichen. Die
Kameras lassen sich platzsparend integrieren und lie-
fern dank modernster Sensortechnik eine ausreichend
hohe Bildqualität. Zudem bleibt der OEM offen für künf-
tige Funktionserweiterungen seiner Geräte.
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Bild 2 | Im Maskenbelichter UV-KUB3 sind zwei Platinenkameras 
eingebaut, welche die Ausrichtung der Positionierungsmarken 

mit einer Genauigkeit <2µm ermöglichen.
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Außerdem bietet es in Verbindung mit einem großen Monitor
deutlich mehr Bedienkomfort. Mit einfachsten Möglichkeiten der
Bildbearbeitung (Kontraststeigerung, HDR) können wir eine Jus-
tiergenauigkeit von weniger als 0,2µm erzielen.“ Kloé integriert
pro Gerät jeweils zwei Modelle UI-1242LE. Die USB-2.0-Platinen-
kamera ohne Objektivhalter ist mit einem besonders lichtempfind-
lichen 1,3MP-CMOS-Sensor von e2v (1.280x1.024Pixel) ausge-
stattet, wobei der Gerätebauer die Monochrome-Version des
Sensors nutzt. Neben der hohen Lichtempfindlichkeit in CCD-
Qualität zeichnet sich die Kamera durch eine Reihe von Zusatz-
funktionen aus: So bietet der Sensor beispielsweise jeweils zwei,
im laufenden Betrieb umschaltbare Global- und Rolling-Shutter-
Varianten und dadurch maximale Flexibilität bei wechselnden An-
forderungen und Umgebungsbedingungen. Zusätzlich stehen
maximal vier Areas of Interest zur Verfügung. Ein Acht-Pin-Kon-
nektor mit 5V Stromversorgung, Trigger und Blitz, zwei GPIOs
sowie ein I2C-Bus zur Ansteuerung der Peripherie sorgen für na-
hezu uneingeschränkte Konnektivität und Flexibilität. Apropos Fle-
xibilität: Dank des für alle Kameras identischen SDKs bleiben
OEM-Kunden auch offen für künftige Anpassungen des Funkti-
onsumfangs ihrer Geräte. Über das uEye API kann Kloé alle Sen-
sorfeatures der Boardlevel-Kamera in die eigene Anwendung ein-
binden. Das API ist Teil der IDS Software Suite, die sowohl für
Windows 7, 8 und 10 als auch für Linux und Linux Embedded er-
hältlich ist. Das SDK ist im Lieferumfang der Kameras enthalten
und für alle Modelle − egal ob mit USB3.0, USB2.0 oder GigE

Anschluss – einheitlich. Gerätebauer
können problemlos von einer USB2.0-
Kamera auf ein leistungsstärkeres Mo-
dell mit USB3.0- oder GigE-Anschluss
wechseln. Die Applikation muss dann
nicht neu entwickelt werden, lediglich
kameraspezifische Parameter gilt es an-
zupassen. Die Software Suite beinhaltet
darüber hinaus Demo-Programme für
die Kameraeinbindung und Bilderfas-
sung mit den zugehörigen Source-
Codes in C, C++ und VB. �

www.ids-imaging.de

Board-Level-Kameras zur Herstellung von Mikrosystemen

Autor | Jan Jordan, Marketing 
Communication, IDS Imaging 
Development Systems GmbH

www.vision-control.com

The easy way  
of Machine Vision

Kamera-
System

Optik

Beleuchtung

Ein abgestimmtes System von
Bildverarbeitungs-Komponenten.  
Eine Service-Philosophie, die mit integrativer  
Fachkompetenz keine Fragen offen lässt. Gehen Sie den 
leichten Weg in der Bildverarbeitung. Mit Vision & Control.

- Anzeige -
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Neuheiten Lösungen

Intelligentes System 
für die Laserbearbeitung

Für die Einbindung in die Anlagen-
technik steht eine managed-code
Programmierbibliothek oder das
TCP/IP-Protokoll zur Verfügung. 

Die Bildverarbeitungslösung Scanalign erweitert Scan-Systeme um eine hochpräzise Kalibrie-
rung des gesamten Arbeitsfeldes. Bei der Lösung nimmt eine Kamera Bilder koaxial über einen
Kameraadapter oder seitlich montiert über ein Standard-Objektiv auf. Durch intelligente Algo-
rithmen werden die gesammelten Bildinformationen in Laserkoordinaten transferiert und er-
möglichen so eine direkte Korrektur der Laser-Scan-Prozesse. Unter Nutzung einer Kalibrier-
platte, ist eine absolute Kalibrierung der Laserkoordinaten für eine maßhaltige Laserbearbeitung
möglich, wobei Genauigkeiten erreicht werden, die unter der Spotgröße des Bearbeitungslasers
liegen. Bei Applikationen mit einer Brennweite von 255mm und einer Laserwellenlänge von
1.064nm können dadurch absolute Genauigkeiten von unter 10µm erreicht werden. 

Scanlab GmbH • www.scanlab.de
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Flexible 3D-Koordinatenmessung

Das 3D-Koordinatenmessegrät ist
ideal für Werkerselbstprüfung, Wa-
reneingangs-/ Warenausgangskon-
trolle und das Messlabor.

Das 3D-Koordinatenmessegrät der XM-Serie versetzt den Anwender in die Lage,
selbst komplizierteste Messungen durchzuführen. Die Flexibilität hat mehrere Gründe:
Zum einen kann der Aufstellungsort durch die kompakte Bauweise und die Tempera-
turunabhängigkeit flexibel gewählt werden, zum anderen lässt der manuell geführte
Messtaster eine hohe Flexibilität zu, da auf jegliche mechanische Verbindung verzichtet
wurde. Auch komplexe Messaufgaben, wie Form- und Lagetoleranzen, Koordinaten-
bezüge oder theoretisch konstruierte Maße lassen sich einfach messen. 

Keyence Deutschland GmbH • www.keyence.de

Wasserfeste UV-VIS-NIR 
Weiß Referenzflächen

Die Beschichtung ist auch auf komplexe
Formen aufsprühbar und in unterschied-
lichen Reflektivitätsstufen erhältlich. 

Traditionell werden Referenzkacheln für den Weißabgleich von abbildenden Messsys-
temen mit optischen PTFE realisiert. Hauptkriterien bei der Auswahl sind hohe, diffuse
und spektral ebene Reflexion über einen Bereich von 350 bis 1150nm und höher. Die

neue Permaflect Beschichtung vereint die positiven Eigenschaften
der PTFE-Platten mit der Kosteneffizienz und den flexiblen Einsatz-
möglichkeiten von Bariumsulfatfarbe. Mit einer Reflexion von über
94% lambertianischer Abstrahlcharakteristik, homogener und kon-
stanter Reflexion über die Fläche und den Wellenlängenbereich von
350 bis 1150nm, realisiert Permaflect sind auch Outdoor-Anwen-
dungen möglich.

SphereOptics GmbH • www.sphereoptics.de

Bild: Sphere Optics GmbH
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Greifer mit integrierter
Kamera und Beleuchtung

Dank eines Anschraubflansches ist
der Visiongripper zu allen Roboter-
typen kompatibel.

Der Visiongripper ist ein, auf die Erfordernisse moderner Bildver-
arbeitungs- und Kontrollsysteme abgestimmtes Greifersystem.
Die wechselbaren Greiferbacken, die integrierte Kamera- und
Beleuchtungstechnik sowie seine Greifkraftüberwachung ma-
chen ihn zu einem hochflexiblen Werkzeug. Der elektrische Grei-
fer mit wechselbaren Fingern hat eine einstellbare Greifkraft bis
80N bei einer Geschwindigkeit bis 400mm/s. 

pi4_robotics GmbH • www.pi4.de
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Adaptive Sensor-
technologie in 
vernetzten Produktionen

Informationen zu relevanten Fehlertypen
als auch zu neuen Objektgeometrien ste-
hen dem gesamten Sensornetzwerk ohne
Zeitverzug zur Verfügung.

Die Systemarchitektur Touch&Automate erlaubt den Einsatz ka-
bellos verbundener Sensornetzwerke. Auf Basis hoher Konnek-
tivität sowie On-Board Rechenleistung werden die Sensoren
smart und kommunizieren per WLAN sowohl mit einer Daten-
bank als auch miteinander. Dies ermöglicht nicht nur einen ko-
ordinierten Sensoreinsatz bei großen Messaufgaben: Ermittelte
Daten stehen so auch prozessübergreifend für eine kollaborative
Datenverwendung zur Verfügung.

Isra Vision AG • www.isravision.com
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Großflächige Messvolumina genauer kalibirieren
Die Version 7 der MoveInspect Software bietet viele neue Features und mehr Komfort. Großflächige Messvolumina lassen sich jetzt
mit höherer Genauigkeit kalibrieren, dank einer Kombination der Kalibrierung mittels festem Referenzpunktfeld und Maßstabskali-
brierung. Die neue Methode ist besonders geeignet für Mehrkamerasysteme. Bei der Dynamischen Referenzierung können Nutzer
mehrere Referenzen anlegen, zwischen denen sie nach Bedarf wechseln können. Die Software arbeitet auch mit den hochauflö-
senden HF4 Kameras, für dynamische Messungen bis zu 1.000Hz. Außerdem können Messwerte von IES-Neigungssensoren und
Datenerfassungsmodulen anderer Anbieter ausgelesen und an die Analysesoftware weitergeben werden.

Aicon 3D Systems GmbH • www.aicon3d.de

3D-Formenbruchkontrolle 
für Schokolade

Das 3D-Scanverfahren arbeitet mit dem
Triangulationsverfahren und erkennt
schadhafte Ausbrüche an Schokoladen-
formen (rot eingekreist).

Ein neuentwickeltes 3D-Scanverfahren mit Laser-Profilsensor ermöglicht die 3D-For-
menbruchkontrolle von Schokoladenformen. Damit erkennt es zuverlässig schadhafte
Ausbrüche an Schokoladenformen schon während der Herstellung. Das System löst
mit bis zu 1,6mm senkrecht zur bzw. 0,5mm auf der Beobachtungsebene auf. Der
Einsatz von mehreren DS1300-Kameras erlaubt zudem die Verschleißüberwachung
der Formen selbst bei hohen Scanbreiten. Das System lässt sich problemlos auf ver-
schiedene Anwendungen adaptieren, kann frei bemessen und individuell geometrisch
an die jeweilige Umgebung angepasst werden. 

Bi-Ber GmbH  & Co. Engineering KG• www.bilderkennung.de

Bild: Bi-Ber GmbH & Co. Engineering KG

3D-Mikroskop 
mit echtem Farbbild

Dank der Kombination aus interferometri-
schen Objektiven und einem entwickelten
VSI/VXI Algorithmus liefern die Systeme
prozesssichere Messergebnisse.

Das optische 3D-Mikroskop Contour Elite bietet nicht nur hohe Messgeschwindigkeit,
Präzision und Reproduzierbarkeit, sondern auch ein echtes Farbbild, dass in jedem
einzelnen Punkt scharf ist und simultan mit der Oberflächentextur bis auf den Nano-
meter genau gemessen, dargestellt und überlagert werden kann. Bislang war nur das
Intensitätsbild bei einer Fokuseinstellung möglich. Dank der neu entwickelten Beleuch-
tung und Softwarealgorithmen erfolgt die Aufnahme automatisch und funktioniert im
gesamten Höhenmessbereich – vom glatten Wafer über MEMS Strukturen bis zur Mil-
limeter tiefen Schneidkante eines Werkzeuges.

Bruker Corporation • www.bruker.com

Bild: Bruker Corporation
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Blobanalyse

Das Kunstwort Blob steht für �Binary
large object� und beschreibt eine Gruppe
von benachbarten zusammenhängen-
den Pixeln gleichen oder ähnlichen Hel-
ligkeits- oder Farbwertes, wobei die zu
erkennenden Objekte (Blobs) geschlos-
sene Konturen aufweisen müssen. Ers-
ter Schritt ist die Trennung der Objekte
vom Hintergrund. Diese Segmentierung
wird durch Binarisierung durchgeführt.
Schwellwerte für Objekthelligkeit/-farbe
legen (mit allen Nachteilen) fest, ob es
sich um ein Objekt handelt oder nicht.
Mit der folgenden Zusammenhangsana-
lyse (Labeling) wird geprüft, ob die als
Vordergrund gefundenen Pixel zusam-
menhängend sind. Das ist der Fall,
wenn sie mindestens eine Pixelkante/–
ecke gemeinsam haben. Zusammen-
hängende Pixel bilden einen Blob, dem
eine Nummer zugeteilt wird. Beim Er-
kennen nicht zusammenhängender

Pixel wird die Blobnummer hochgezählt.
Sie wird vom Labeling-Algorithmus fest-
gelegt, der meist zeilenweise im Bild
von links oben nach rechts unten arbei-
tet. Je nach eingesetztem Algorithmus
kann dadurch die Blobanalyse bei
Strukturen mit Blob-im-Blob (z.B. bei
ringförmigen Strukturen) unterschiedli-
che Ergebnisse liefern. Am Ende des
Labeling ist so die Anzahl aller Blobs er-
mittelt. Anschließend werden diese mit
einem einheitlichen Grauwert, welcher
der Labelnummer entspricht, eingefärbt.
Dadurch gestaltet sich die darauf fol-
gende Analyse der Blobs einfach, da
alle Pixel desselben Grauwertes zu
einem Objekt gehören. Da die Objekte
meist eine bekannte Fläche (inkl. Tole-
ranzen) besitzen, können ggf. auftre-
tende verstreute Pixel (Schmutz, Inho-
mogenitäten) durch die Toleranzgrenzen
der Pixelanzahl für die Objektgröße he-

rausgefiltert werden. Weitere zur Ana-
lyse der Blobs genutzte Merkmale sind:
Umfang, umschreibendes Rechteck,
mittlerer Durchmesser, Rundheit, Flä-
chenschwerpunkt und minimale Flä-
chenträgheitsachse. Die Blobanalyse
kann vielfältig angewendet werden, z.B.
zur Vollständigkeitskontrolle von getanz-
ten Dichtungen, Wälzkörpern in Wälzla-
gern, Zählung von Teilen, Anwesen-
heitskontrolle von Tabletten in Blistern
sowie beim Pick&Place. �

www.vision-academy.org

Prüfbild eines Steckergehäuses im Durchlicht. Die hellen Blobs mit 
roter Umrandung kennzeichnen fehlende Pins. Die Kreuze 

beschreiben die Flächenschwerpunkte der Blobs. 
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Blobanalyse ist eine Methode, um in Grauwert- oder Farbbildern, in 2D oder 3D mehrere isolierte Objekte gleichzeitig
zu erkennen, deren Eigenschaften auszuwerten und wenn nötig subpixelgenau zu ermitteln. Zur Bewertung der Ob-
jekte können die Merkmale Anzahl, Fläche, Helligkeit, Flächenschwerpunkt u.a. herangezogen werden. Das sehr
schnelle Verfahren kann durch den Einsatz von FPGAs weiter beschleunigt werden.

Autor | Ingmar Jahr, Leiter Support und
Schulung, Vision Academy
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BIS INS DETAIL.

Der neue Intelligente 3D-Sensor Gocator 2410 
ermöglicht die Prüfung von Mikro-Merkmalen welche 
die Konkurrenz noch nicht einmal aufnehmen kann. 
Und das bei voller Produktionsgeschwindigkeit.

2-MEGAPIXEL KAMERA  |  6µmX-AUFLÖSUNG  |  HOHE SCAN GESCHWINDIGKEIT

BEREIT ZUM BESTELLEN: CONTACT@LMI3D.COMES IST BESSER INTELLIGENT ZU SEIN.

Setzen von neuen Industriestandards 
bei Prüfungen mit bis zu  
6 m X-Auflösungen

EINFÜHRUNG DES GOCATOR 2410
INTELLIGENTER 3D-SENSOR

DIE NEUE REFERENZ IN DER 

ELEKTRONIK- 
INSPEKTION

       


